Dell PowerEdge R470
Manual de instalacidn y servicio

Es posible que este contenido se haya traducido con I|A. Para obtener mas
informacion, consulte el siguiente enlace.

Modelo reglamentario: E108S
Tipo reglamentario: E108S001

D<A L Technologies



https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https:/i.dell.com/sites/csdocuments/Legal_Docs/en/us/machine-translation-notice.pdf___.YzJ1Omxpb25icmlkZ2U6YzpvOmQ2YzBiMjU3YmI5Y2QxNDBjYjhlMjIwOTA2MmMwNjVlOjc6MmE5ZDo3NDQ5YzI4N2VlNGRlNGVmNzUxYzNhNjdmMmEzMDQ3ZGU3YzIzMjkwYTc0MDNiOWM1NGNjN2FiZjIyMWY1MTdkOnA6RjpO

Notas, avisos y advertencias

@ NOTA: NOTE indica informacion importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

A PRECAUCION: CAUTION indica la posibilidad de daiios en el hardware o la pérdida de datos y le informa cémo evitar el

problema.

A AVISO: WARNING indica la posibilidad de dafios en la propiedad, lesiones personales o la muerte.

Copyright © 2024 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus
subsidiarias. Las demés marcas comerciales pueden pertenecer sus respectivos propietarios.



Tabla de contenido

Capitulo 1: INtrodUCCION. .. .ucereereie s s e s s e ra s e r e narm e nran 8
Capitulo 2: Configuraciones y caracteristicas del PowerEdge R470 sistema...........cccecverrerermimininininnnans 9
Configuraciones del sistema: vista frontal del PowerEdge RA70 SISTEMA......ccccvviieiiiiiiiiieiseseesee e 10
Panel de control izquierdo (LCP), ViSta SECUNTAITA. ........cccvceiiiiciiierecee et 19
Panel de control derecho (RCP): ViSta PrinCIPal.........ccoieiiiiieiiieiic e 16
Configuraciones del sistema: vista posterior del PowerEdge RA70 SiStemMa.......cccccovvviieiiiieiciencescee e 17
Configuraciones del sistema: vista interior del PowerEdge RA70 SiSTEMA......ccvoviiiiniiieiiniceieese e 21
Localizacion del codigo de servicio rapido v la etiqueta de SEIVICIO. .......civiieiiieiciee e 22
Etiqueta de iNfOrmMacion el SISTEMA........cuiiiiiieisee ettt s b se sttt e e etesaesesaeneese e e 23
Matriz de compatibilidad del rack y dimensionamiento de MEIES.......c.iiviiiiiiiieicee e 26
Capitulo 3: Especificaciones tECNICaS......cccviiiiiiiiiiararrrr i s s s s s s sa s smsasasmsmsasnnssssnsnrns 27
DIMENSIONES AEI CRESIS. ... euiiiiieiiiete ettt ettt sttt sttt e st st et et et ete e es e saese et eneete e eseseeneseenesaenestesenesannenaeneas 28
PESO Al SISTEIMA. ...tttk b s bbb b bt E b b€ e bbbt bbbtttk b et bbbt 29
ESPECITICACIONES AEI PrOCESAAO ... cueviviitieietiiete ettt ettt sttt ettt e b ebe b ese b e se et e b ebe st ese st ese st eseeb e s ebessenesreneas 29
ESPECITICACIONES A PSU...c.iiiii bbbttt b bbbttt 29
ESPECITICACIONES AEI VENTIATON ... ..vcviieeeiciiiee ettt et bbb e bt ebe b ebe b e e b e e b e s et e s e 31
SiStemMas OPEratiVoS SOPOITATOS. .....uiviuiiieriitere ettt sttt sttt e e be st ete st ete s b e se et et ebessesesbesssbessebe s esesbesessessebessebessesesresesbenea 32
Especificaciones de la bateria del SISTEMA........ccviiiiiii s 32
Especificaciones de la tarjeta elevadora de tarjeta de EXPanSiON........ccociiiiiriieieiieie s 32
ESPECITICACIONES A 18 MEIMOTIA. ... cuietietieiietieieieiee ettt e et e e et et et e b et e s et e saesse b e beseteseeetens 33
Especificaciones del controlador de almacenamiENTO.........c..iiiiiiiii s 33
UNIAAOES. .+ttt bbb e b0 b b€ E b bt s e heE £ b b s e b b h £t b b h bbbtk b et e bt 34
ESPECIfICACIONES AE 18 GPU........cuiiiciicici ettt s ettt et e bt e st s e et e st et te s s ebesbeseebensebeeans 34
ESPECIfICACIONES A& 18 DPU......ciiiiiiiiec bbbttt bbbttt 34
ESpecificaciones de PUEITOS Y CONECTOMES......uiiiitirieiirieresietesiee sttt st e ste et seetessesestesessesesseeesessesessesessesessessnsessess 35
Especificaciones del PUEITO INIC.. ..ottt bbbt st s et e et et s be b re b ne s 35
Especificaciones de PUEITOS USB.......cooiiiicic e 35
ESPECITICACIONES B CONECION SEIIE......cuiiiiiieiiieiisiett ettt ettt e se st s e et e et et ebesaesessenesseseesesesessenas 35
ESpPeCificaciones de PUEITOS TE VIAEO......ccuiiiiieieieieieiesiese ettt et et et e et e et e b et et e st et et e e e e nes 35
ESPECIfICACIONES A& VIEO. .....cuieiieicti bbbtttk ettt 36
ESPECITICACIONES GMIIENTAIES. ... ...iiiiieiicieiciec ettt ettt e et be e te st et e s b et e ebe st ete st e te s e te st erenens 36
Especificaciones de contaminacion gase0sa Y de PartiCUIBS..........ccovoeieriiniiieie e 37

Y o Tag Ao (ST g Tt To =g o 01l OSSR 38
RESTCCIONES A GIFE TEITMICES. ... .vvevititte ittt b ettt b bbb bbbt b bbbttt b ettt en bt ay
Capitulo 4: Instalacion y configuracion inicial del sistema.........cccviiiiiiririercre s s aaes 44
(@FoTalilo Ul g=Toi o] ale [=TI=]IS (=T gL TSSO 44
CoNFIGUrACION A& IDRAC . ...tttk bbb bbb h bbbttt b st b et b bt 44
Para configurar la direCCION [P e IDRAC ..ottt b ettt saene s 44
Opciones para iniciar SESION BN IDRAC . .......iiiiieee ettt ettt e st bbb ebe b erenrs 45
Recursos para instalar €l SIStEMA OPEIALIVO.........iiiiiriiie bbb 45
Opciones para descargar CONtroladores Y FIMMWAIE.......cviueiiiiceree et s et e e e 46

Tabla de contenido 3



Opciones para descargar e instalar los controladores del Sistema OPErativo.........c.ccvveereiereieneiese e 46

Descarga de controladores Y fIMMIWEIE. ......c.ciieiiiiieiee ettt bbbt eb e 47
Capitulo 5: Aplicaciones de administracion previas al sistema operativo.........cccocviiiiiirerererrrssnnenna 48
(@FoTalilo Tl g=Ti 0] ale [=TI=]ES (=g TSP 48
BIOS GBI SISTEIMA. ...ttt b e bbb b bt b bbbkt b ettt 49
CoNnfIgUraCiON AE IDRAC . ... ittt ettt e bt e ettt e bt e st et e ebe s s ebe st e be b et e st et e eae e ebe s ereean 49
(@7olaliloTUTx= el 0] ale [=T Mol o ot LH1VZ o TSSOSO 49
AJMINISTrAAOT 0 GITANGUE.......vcviieiitctiie ettt bbb bbb bbbttt b bbb 49
AITANGUE A& PXE ...t b bbb bbb bbb bttt bbb e bbb 49
Capitulo 6: Validacion de la configuracion de administracion del sistema y minima para POST............. 50
Configuracion MiNIMa PAra POST ..ottt ettt sttt et s e et e b s e e e e e es e e e seesene e e esene e neenenes 50
Capitulo 7: Validacion de la configuracion............cceeiiiiiiiiiiie s s s s s s r e a s mnnaas 51
Capitulo 8: Desmontaje y reensamblaje........ccccccciiiiiiiiioicrciiiccis s s s s s s s s s s s s smsasnnnnnn 52
INSTrUCCIONES A8 SEGUIIAAA. . ... vttt bbb bbb b bbbttt en s 52
Antes de trabajar en el INtErior e SU EQUIPO. ... .ueviiiiiiiiteet ettt ettt re b sesb et be st te b et e saeseebe s abe s atessereesens 53
Después de trabajar en el iNTErior Al SISTEMIB........cviiiiiiiieie e reere e reareareareareaneans 53
Herramientas rECOMENUAAAS. .........ervrieieieriee ettt ettt te e etesbesesaeseeteseese e esesbese b esesbeseatessaseseenessenessenees 4
BiSEl FrONTaI OPCIONGL. ... ..viiiitiietiicetce ettt bttt b et bt e b et e e b s et b e be b e R e b e s e eb et ebe b et et e s e b e s e ettt e 54
EXracCion del DISEI FTONTAL.......ciui ittt ettt e et b et b et et e e s e b et b e e eneneenenaeneas 94
INSTAlACION Al DISEI TrONTAL...eeieieiiee ettt ettt ettt e st ese b ese s eneeteneenes 55
CUDIEITA &I SISTEMIB. ..tttk ettt bbb st b b st E b bt e e b bt e e e b eR e e b s et e bbb et et ket et ettt es 55
Extraccion de la cubIerta el SISTEMAL...........cii ittt ettt e ene s 55
Instalacion de la CUbIErta del SISTEMA. ..o 56
CUDIErta Para flUJO A8 GIMB......cviiieiiciiiceiteete ettt ettt bbbt b b et ebe b e be b e s e b e et e b ebe b ebe b ne e e er e 57
Extraccion de la cubierta para flujo A& GIME.........cuivii ittt sttt 57
Instalacion de la cubierta para flUJO A @IN€......c.ciiiiiiiiei e 58
VBNTIAAOIES. ...tttk ekttt b bR e b b s £ b bR e e b E A4 £ b e b e At e b b s £ e e bbbt bbbt e b rene s 59
EXTracCion de UN VENTIAAO ..ottt ettt et e et e e e e st e e neebeneebe e ebeeneneeeens 59
INSTAlACION AE UN VENTIAUON ...ttt a e s te et e e et e saes e sseneate e eseseesessenesseneas 60
Cubierta del backplane Para UNIAAOES. .........ciiiiiiiie ettt bbbt ettt te b se b esae s ete s ete e 61
Extraccion de la cubierta del backplane de 18 UNIAad.........cceoeieieieieiescesesee e 61
Instalacion de la cubierta del backplane de 1a UNidad...........oceiiiiiiccc s 62
UNIAAOES. ..+ttt etk e b€ £ b b s e b bR £ R R o8 £E b bR £ h R £ R bRt R bbbtk r et ettt es 63
Extraccion de un panel de relleno de unidad EDSFF E3.S.......cooviiiiiiccecee e 63
Instalacion de un panel de relleno de unidad EDSFF ES.S......c.ccoiiiiiiiiiiic st 64
Extraccion de un portaunidades EDSFF E3.S.. ...t 65
Extraccion de una unidad EDSFF E3.S del portaunidades..........cvceieiiiiciiiieccieesieee et 65
Instalacion de una unidad E3.S EDSFF en el portaunidades. ..ot 66
Instalacion de un portaunidades EDSFF EB.S........ccooiiiiiiicecese et 67
Extraccion de un disco duro de relleno de 2,5 PUIGAOES. .....ovvrvreriririeice e 68
Instalacion de un disco duro de relleno de 2,5 pulgadas..........cevriiiiiiciie e 69
Extraccion de un portaunidades de disco duro de 2,5 pulgadas. ..o 69
Extraccion de una unidad de 2.5 pulgadas del portaunidades..........oeceerieenerreee e 70
Instalacion de una unidad de 2.5 pulgadas en el POrtauNidadES...........ovcveeiririiieiiriniee s 71
Instalacion de un portaunidades de disco duro de 2,5 puUIgadas........c.ccireieeieeriiescesee e 72

Tabla de contenido



Extraccion de un disco duro de relleno de 3,5 PUIGATES. ......c.vviviiiiiiiie e 73

Instalacion de un disco duro de relleno de 3,5 PUIGAAAS........cciviiiiiiieicecee e 74
Extraccion de un portaunidades de disco duro de 3,5 PUlgadas. .......ccoereereiiciiee e 74
Extraccion de una unidad de 3.5 pulgadas del portaunidades..........cceviviiiiiirciiee e 75
Instalacion de una unidad de 3.5 pulgadas en el portaunidades.........c..ccvieirieiiiiceee e 76
Instalacion de un portaunidades de disco duro de 3,5 pUIgadas. ........coviireiieireeieee et 77
UNIAAOES POSTEIIONES. ... vttt bbb bbb bbb bbb bbb bbb s 78
Extraccion del médulo posterior de 2 EDSFF E3.S......c.ooviiiiiicecee et 78
Instalacion de los 2 EDSFF E3 posteriores. MOAUIO S........c.covciiiiiiiiiiiicic ettt 79
BaCKPIANE A€ UNIABAES. .......euiietctise bbb bbbt b bbbk b et b bttt 80
BaCKPIGNE A8 UNIABUES. ....c.viveiicieicesiet ettt a ettt bbb et e b e s et st et et e Re st e s e st et e ebe st e be s e te s nennns 80
Extraccion del médulo del backplane de unidades de 2,5 pulgadas.........cocoeeeirreieinceie e 81
Instalacion del médulo de backplane para unidades de 2,5 pulgadas.........cccoveeieeniece s 82
Extraccion del médulo de backplane EDSFF E3.S.....voiiiii e 83
Instalacion del modulo de backplang EDSFF EB.S........cccccoiiiiiiiiicieeee ettt 84
SOPOItES A8 PAIEA IATEIAIES. ... .cveiiivitiieit bbb bbb bbbt bbbt 85
Extraccion del soporte de Pared IATEMAL.........cccviiiiiiice e 85
Instalacion del Soporte de PAred [aTEIAL.........cc.iiiiiiiicc et b bbb 86
SOPOITE CONMTIAL. ..ttt bbbt b bt b bbbt 0 b 18 bbb b s bbbt b et e bt r b 87
Extraccion de los cables del SOPOIrte CENTIAL.........cuiiiiiiieiceee e saens 87
Instalacion de los cables €N €l SOPOITE CENTIAL ... ...iiiiiiiiiiee ettt reere e are e 88
ENFULEBMIENTO A8 CADIES. .......eeiii it bbb bbb bbb b bbbt an et 89
MEMOTIA GBI SISTEIMA. ... ettt bbb bbb bbb bbbt bbbt b bttt bbbt b e bttt eb et ebenes 106
Reglas de 1a MEemMOTia Al SISTEIMA. ... . iueiii ettt et es et e e e et et e e eet e e e e esene e eeenens 106
Pautas generales para la instalacion de MAduIOS de MEMOTIA.........cvvirieiirierie e 108
Extraccion de un MOAUIO A8 MEMIOMIA. ... cuvuiivieriiriieiei ettt b ettt b ettt b et et eb et aena 109
Instalacion de UN MOAUIO A& MEIMOTIA. .....c.ciuiiitirieierieie ettt ettt ee ettt e et e e ebeseeseeaeseabeneeteaeereseens 10
Procesador Y diSIDATON A8 CAIOT ..ot bbb bbb b ettt b ket b ket n e M
Extraccion del médulo del procesador y el disipador de CalOr........ccviieiiieirieerieesesee e m
[ Telei o a e (o o1 oTeT= TS =T o] PO 13
INSTAIBCION AEI PrOCESAUON ... vtttk b bbbttt b btttk etttk 15
Instalacion del procesador y el modulo del disipador de Calor ..o 18
TAMETAS PERC ... .ottt ettt ettt ettt et b sttt e b et e b e b b e b oA e e b et ebe b ebe et ere et re et et ete b ebe st ene et ene s 120
Extraccion del MOAUIO de TPERC ...t sttt et eenesnenesneneas 120
Instalacion del MOAUIO dE TPERC ..ottt 121
Tarjetas elevadoras de tarjeta de expansion y tarjetas de EXPanNSION.......cccverererereresese e 122
Pautas de instalacion de taretas de EXPANSION. ..ot 123
Extraccion de las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion POSTEMNOrES. ........ccvveerrereririeesee e 133
Instalacion de las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion POSTENIONES.......cvvuveveriereerierierieeereeeeeeeenens 136
Extraccion de una tarjeta de expansion de la tarjeta elevadora vertical para tarjetas de expansion................. 139
Instalacion de una tarjeta de expansion en la tarjeta elevadora de tarjeta de expansion...........ccoceevvevvvereevenen, 144
Extraccion de la tarjeta elevadora para tarjeta de expansion posterior de relleno........cccccvvvvevecevevese e, 150
Instalacion de las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion posteriores de relleno..........covveevnicene, 150
IMOAUIO SSD M2ttt b bbb h e E b b e b b st e b b stttk bt e ket t et bt ene et 151
Extraccion del médulo de SSD NVMe M.2 de la placa mediadora de M.2........ccccoovciviiiiiiiiieccieeee e 151
Instalacion del médulo de SSD NVMe M.2 en la placa mediadora de M.2.........cccoveiiininicinnncccccee 152
Extraccion del mOdulo de SSD NVME M2ttt 157
Instalacion del MOdUIO de SSD NVIME IML2.......u ettt es 159
Placa mediadora de M.2 OPCIONAL.......c.uiiiiiiiee ettt b ket b bbbt n et ns 161
Extraccion de la placa mediadora A8 IML2........ciiiiiiieeese ettt ar e ae e 161

Tabla de contenido 5



Instalacion de la placa Mediadora A IML2........cuiiiiiie b 162

MOEAUIO BOSS-NT DC-MHS OPCIONAL. ...tttk bbbttt bbbt ants 167
Extraccion del portaunidades de tarjeta BOSS-N1DC-MHS de rellen0........ccovccivciiiieiiiiciec e 167
Instalacion del portaunidades de tarjeta BOSS-N1DC-MHS de relleno........ccccoeviiiniieeiee e 168
Extraccion del modulo BOSS-NTDC-MHS froNtal........ccciiiiiiiieiceeee e 168
Instalacion del modulo BOSS-NT DC-MHS frONTal......cc.coiiiiiiieiceseesee s 170
Extraccion del modulo BOSS-N1T DC-MHS POSTEIION........ciiiiiiiiiiisieieeeiee e seane e 173
Instalacion del modulo de la BOSS-NT DC-MHS POSTEMON. .. ..cviiiiiiiiiiieicesieesee et 175

Tarjeta OCP NIC OPCIONGL.......ciiieiiieiiietet ettt sttt ettt ettt be st ete s b ese et et et e s ebe st ese st ese et e b ebe st ese st ese st e s eressenas 176
Extraccion de la tarjeta NIC de OCP frONTAL......ccviiiiiieice ettt saeneseene 176
Instalacion de la tarjeta NIC de OCP frONTAL......cviiiiiiiieieeeeee ettt e e re s e ereeneeneas 178
Extraccion de la canastilla de NIC de OCP frONTal.......cccviiiiiiiiiececesee st 180
Instalacion de la canastilla de NIC de OCP frONTAL.......cciiiiiiiiei e 181
Extraccion de la tarjeta NIC de OCP POSTEMON. .....cviiiiiiieiiicesiee ettt b e er et bbb e nrs 183
Instalacion de la tarjeta NIC de OCP POSTEIION........c.iiiiiiieiiieeieeseeste ettt et be bbb 185

Modulo de control seguro del centro de datos (DC-SCM).....cuiiiiiiiiiee e 186
Extraccion de [a placa DC-SCM........ccciiiiieiieset ettt b ettt te b et e b e s e ebe st e be s e te st ereares e abens 186
Instalacion de 12 PIACA DC-SCM........ciiiiicececee ettt ettt b et s et e bt e st be st e s e s b st et e s ebe s reaens 187
Restauracion del sistema mediante Easy RESTOIE.........cviiiiiiiicec e eneas 188
Actualice la etigueta de SEerviCio MANUAIMENTE........ccciviiiiiiice e bbb bbb eae s 189

PIACA 0B BTICO.... et itiietieiete ettt ettt sttt ettt ettt e st e se et et et et et e st ebe s b ese et essebe b et et ese et ese e b e st ebe b et e bete et ere et easebe b ebe et ereerens 190
EXtraccion de 18 Placa SECUNGAIIA. .......c.coviiieiiiiei ettt 190
INstalacion de 1a PlAaCa SECUNAIIA...........civiuirieeriei ettt st e et e e ebe st ese b e e se s etessenesrenens 190

USB NTEINIO 1.ttt ettt ettt b ettt e et et et et e te st e be b e b e e b e s s ebe b ebe b e ke st e b s ebe s s et e st e ket e ket e b e eb s s et et ebe b ebe et ere et ereebe b ebenes 191
Extraccion de la tarjeta USB INTEIMa. ..ottt ettt e eneseene 191
Instalacion de [a tareta USB INTEIMEa........oi ittt ettt ettt tteteeta e s esseseessenseneenseneaneas 192

BatErTa Bl SISTEIMA... ... ittt ettt ettt et bbb se b e et et et e b ebe b e se b e s e et et et b ebe b ere et s e bbb bt e 193
Reemplazo de la bateria el SISTEMA........uiiiiiieec et s 193

INTEITUDTON A& INTIUSION. ...ttt ittt ettt sttt a et st be b e s e et et et e b e b e s b ese s b e s e et e s e et et ebessebesbesesseseesesesesaesenaenea 195
Extraccion del mOdulo del SWItCh de INTIUSION........viiiieicieicccee e naene e 195
Instalacion del MOdUIo de SWITCH A8 INTFUSION........coviireirec ettt seeneeeens 196

FUEBNTE A€ GIIMENTACION. ... ettt bbb bbb bbb bbbt b bbbttt bbb 197
Extraccion de una fuente de aliMENTACION........cviiiiiiieie sttt te e tesreerestearesteaseanesrearearens 197
Instalacion de una unidad de SUMINISTIO A€ ENEIGIA........viv i e 198
Extraccion de una fuente de alimentacion de FEllENO...........oeiiiiciinee e 199
Instalacion de una fuente de alimentacion de rEllEN0.........c.ccvii i 199

MOAUIO DBGHRUAD ... b bbb bbb bbb e 200
Extraccion del MOAUIO DBOHRUAD......c.oiie ettt 200
Instalacion del MAOAUIO DBO+HRUAD.........coo ettt sttt ettt sttt ae ettt esaebesrenas 201

MOAUIO de PlAtaTOrME SEGUIA....c.iuiiieititeee bbb bbbt b bttt b ettt 202
Inicializacion de TPM 2.0 PAra USUBIOS. ......cccueiiririeiirieiesiesesiest et se st e stesasse s sessesessesessessesessesessesessessssessasessass 202

PIACA 8 HPIM. ...ttt ettt ettt et et ete st ebe e b e se et e b et e b ebe s b ese e b e st et e s et e st ete st ese st eneebe b eresrens 203
EXtracCion de 18 PIaCa HPM ... ..ottt 203
INSTAlACION A 18 PIACA HPM ...ttt sttt et e et e st e s e st e st et e e besaesesnens 204

PANEI AB CONTIOL.... . cuiiitiictiitete ettt ettt et et e et et e b et et e b e te et ebe et e s s e b e st et et ebe b ebesbese et essebessebe s ebe st eresreseebens 205
Extraccion del panel de control derecho (RCP) PrINCIDAL.......covviviiiriiiie e 205
Instalacion del panel de control derecho (RCP) PriNCIPaL........covciieeiiciiiiiiieeee e 206
Extraccion del panel de control izquierdo (LCP): KVM secundario/QUICK SYNC........cccvcvvvvieieiieiceircesicenen, 207
Instalacion del panel de control izquierdo (LCP): KVM secundario/QUICK SYNC........cccovviiciiniieiniiieinenes 208

Tabla de contenido



Capitulo 9: Kits de actualizaCion........cccvviiiiiiciiiiiiare s rr s s s s s s s s s s s s s sasasasasmsmsmsnsnnnnnns 211

Componentes del kit de actualizaCion del ProCESATON. .......cii ittt 211
Pautas de actualizaCion Al PrOCESATON........ccuiiiiriiieeree ettt ettt sb e b e bbb e se s ese b e e ns 212

Kit del modulo de BOSS-NT DC-IMHS........cciee ettt e et ese e e s s e e eaeses e e eeenereneanaens 213

Kit de Unidad INTEMMEAIE ML2.....eiicee ettt st ettt e s e ese st e s e e te e e tesaenesseneeseneeseeesessenesseneas 214

Kit del MOAUIO AE PERC ... bbbt b bbbt bbbt 214
Capitulo 10: Cédigos indicadores y diagnostico del sistema........cc.cvierrereiiiinincere s snnasas 220
Indicadores de LED de @limMENTACION. ......c.cit ettt ettt e e ne st ee s e s et st eesene e aesene e seesene s 220
Caodigos indicadores de ID y €Stado el SISTEMA......c.ciiieiiiiieieir et 221
Cadigos del indicador LED de iDRAC DIFECT......viiiieiiiiiisieiset ettt sa e sae bbbt sb e sne e ane e 221
Cadigos indicadores de QUICK SYNC 2 A& IDRAC . ..ottt 222
Codigos INAICAAOrES AE 18 INIC.......oiiiiiiiiie bbbt bbb 222
Cadigos indicadores de fuente de alimMENTACION. ........cciiiiieeieeee e bbb bbb e eae s 223
Codigos de los INdiCadores de 18 UNIAA. ........covivirreiereceie ettt ettt e e 224
UsO de 10S dIagNOSTICOS Al SISTEIMA.......viveiiriiiieeieiitet ettt bbbkttt n bbbt 226
Diagnosticos incorporados del SiStemMa de DElL.......ccviiiiviiiiiieice s 226
Capitulo 11: PUeNtes Y CONECTOIeS. . uiuiuieieiiieitrsrarreresa s s s s s s rasasasasas s sssssassrsrasasasasasnsnsnnsnnnnnnns 228
Puentes y conectores de [a placa HPIML.........coi ittt sttt ettt st b et 228
Ajustes de puentes de 18 Placa de HPM ..o 230
Deshabilitacion de una CoNtrasefia OIVIAAAE. .......cviv ittt 230
Capitulo 12: COmMOo obtener ayuda......ccciieieieimirirrerarrerrarnssssr s s s sasasassssssssassrsrasasasasasasnssnsssnnnnas 232
Informacion de servicio de reciclaje 0 final del CICIO A Vida........ccovviiiiiiiiece e 232
Comunicarse CON Dell TECANOIOGIES. ......c.u ittt an b es 232
Acceso a la informacion del sistema MediaNte MYDEIL..........oviiiiiieecs e 232
Recepcion de soporte automatizado con gateway de conexion segura (SCG).....vccvrreeenrerieneneseee e 233
Capitulo 13: Recursos de doCUMENTtACION. ... ...ccuveiiiiiiiiiarar s s s s rr s s s s s sasasesmsasasnsnsnssararasmnnnns 234

Tabla de contenido 7



Introduccion

En este documento, se proporciona una descripcion general del sistema, informacion sobre la instalacion y el reemplazo de componentes,
herramientas de diagndstico y pautas para la instalacion de ciertos componentes.

Informacion de servicio de reciclaje o final del ciclo de vida

Se ofrecen servicios de retiro y reciclaje para este producto en determinados paises. Si desea desechar componentes del sistema, vaya a
Como reciclar y seleccione el pais o la regiéon correspondientes.

Soporte automatizado con gateway de conexion segura

El gateway de conexion segura es una oferta de servicios opcional que automatiza el soporte técnico para sus dispositivos de servidor,
almacenamiento y redes. Una puerta de enlace de conexién segura en su entorno de Tl proporciona los siguientes beneficios:

Deteccion automatizada de problemas: monitorea los dispositivos y detecta problemas de hardware.

Creacion automatizada de casos: detecta problemas y abre un caso de soporte con el soporte técnico.

Recopilacion automatizada de diagndsticos: recopila informacién de estado del sistema y la carga de manera segura al soporte de Dell.
El soporte técnico utiliza esta informacion para solucionar el problema.

e (Contacto proactivo: los agentes de soporte técnico se comunican con usted sobre el caso de soporte.

Los beneficios disponibles varian segun el derecho de servicio adquirido para su dispositivo. Para obtener méas informacion sobre el
gateway de conexion segura, vaya a gateway de conexion segura.
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Configuraciones y caracteristicas del
PowerEdge R470 sistema

El PowerEdge R470 sistema es un servidor de 1U que soporta lo siguiente:

e Un Procesador Intel® Xeon 6 E-core con hasta 144 nicleos o un Procesador Intel® Xeon 6 P- core con hasta 86 nicleos con opcion
R1S.
16 ranuras DIMM
Dos fuentes de alimentacion redundantes de CA o CC
Hasta 16 EDSFF E3. S unidades frontales NVMe de 5.2 generacién o hasta 8 EDSFF E3. S unidades frontales NVMe de 5.2 generacion
0 SATA de hasta 10 x 2,5 pulgadas o unidades frontales SATA de hasta 8 x 2,5 pulgadas o unidades frontales NVMe de hasta 8 x
2,5 pulgadas o unidades frontales SATA de hasta 4 x 3,5 pulgadas con hasta 2 x EDSFF E3. S Unidades posteriores NVMe de 5.2
generacion.

@ NOTA: Para obtener mas informacion sobre cémo intercambiar en caliente el dispositivo SSD PCle NVMe, consulte Guia del usuario
de SSD PCle NVMe Express Flash de Dell en Pagina Soporte de Dell > Examinar todos los productos > Infraestructura >
Infraestructura de centro de datos > Controladoras y adaptadores de almacenamiento > SSD PCle NVMe Express Flash
de Dell PowerEdge > Seleccionar este producto > Documentacién > Manuales y documentos.

@l NOTA: Todas las instancias de unidades SATA se mencionan como unidades en este documento, a menos que se indique lo contrario.

A PRECAUCION: No instale GPU, tarjetas de red u otros dispositivos de PCle en el sistema que no hayan sido validados
y probados por Dell. El dafio causado por la instalacion de hardware no autorizada e invalidada anulara la garantia del
sistema.

@ NOTA: En este documento se proporciona una lista completa de las caracteristicas del producto. Sin embargo, es posible que

las caracteristicas marcadas con un asterisco (*) no estén disponibles en el lanzamiento, pero pueden venir incluidas en futuras
actualizaciones. Tenga en cuenta que en este documento no se confirma la disponibilidad ni el cronograma de lanzamiento de ninguna
caracteristica. Para obtener informacion més precisa y actualizada sobre la disponibilidad de las caracteristicas, consulte la pagina del
configurador del producto en dell.com.

Temas:

*  Configuraciones del sistema: vista frontal del PowerEdge R470 sistema

*  Configuraciones del sistema: vista posterior del PowerEdge R470 sistema
*  Configuraciones del sistema: vista interior del PowerEdge R470 sistema

. Localizacion del codigo de servicio rapido vy la etiqueta de servicio

*  Etiqueta de informacion del sistema

*  Matriz de compatibilidad del rack y dimensionamiento de rieles
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Configuraciones del sistema: vista frontal del
PowerEdge R470 sistema

Vistas frontales del sistema R47/0

llustracion 1. Vista frontal del sistema de unidades de 8 x 2,5 pulgadas

Tabla 1. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento Puertos, paneles y ranuras Icono Descripcion
1 Panel de control izquierdo N/A Contiene el puerto USB y
(LCP): secundario miniDisplayPort.
(D|NOTA: LCP: el modulo
secundario KVM es opcional
y el LCP de relleno es la
opcion predeterminada en el
panel de control izquierdo.
2 Unidades de 2,5 pulgadas N/A Permite instalar unidades
compatibles en el sistema.
3 Unidad de relleno De relleno Panel de relleno para la ranura
de unidad de almacenamiento
4 Panel de control derecho (RCP): | N/A Contiene el LED de estado del
principal sistema, el ID del sistema, el
botén de encendido, el puerto
USB Type-C y el LED de estado
del host.
5 Etiqueta de servicio rapido N/A La etiqueta de servicio

répido es un panel con una
etiqueta extraible que contiene
informacion del sistema, como la
etiqueta de servicio, la NIC y la
direccion MAC.

llustracién 2.

8

Vista frontal de un sistema de 8 unidades EDSFF E3.S con 170 frontal
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Tabla 2. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento Puertos, paneles y ranuras Icono Descripcién
1 Panel de control izquierdo N/A Contiene el puerto USB y
(LCP): secundario miniDisplayPort.
()| NOTA: LCP: el modulo
secundario KVM es opcional
y el LCP de relleno es la
opcion predeterminada en el
panel de control izquierdo.
2 NIC de OCP (Principal/ N/A Le permite instalar OCP
Secundaria) principal/secundario en funcion
@ NOTA: EI OCP principal de las configuraciones de tarjeta
estd en laranura 32 en la elevadora en las ranuras 31/32
parte inferior
3 Unidades EDSFF E3.S N/A Permite instalar unidades
compatibles en el sistema.
4 Panel de control derecho (RCP): | N/A Contiene el LED de estado del
principal sistema, el ID del sistema, el
botén de encendido, el puerto
USB Type-C vy el LED de estado
del host.
5 Puerto Ethernet de iDRAC N/A Le permite acceder a iDRAC.
dedicado
6 Puerto serial COM 10101 Permite conectar un dispositivo
en serie al sistema.
7 Modulo BOSS-N1DC-MHS N/A Modulo BOSS para el arranque
interno del sistema.
8 Etigueta de servicio rapido N/A La etiqueta de servicio
répido es un panel con una
etiqueta extraible que contiene
informacion del sistema, como la
etiqueta de servicio, la NIC y la
direccion MAC.
1 3

llustracioén 3. Vista frontal de un sistema de 16 unidades EDSFF E3.S con 1/0 frontal

Tabla 3. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento

Puertos, paneles y ranuras

Icono

Descripcién

1

Panel de control izquierdo
(LCP): secundario

N/A

Contiene el puerto USB y

miniDisplayPort.

()| NOTA: LCP: el modulo
secundario KVM es opcional
y el LCP de relleno es la
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Tabla 3. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema. (continuacién)

Elemento

Puertos, paneles y ranuras

Icono

Descripcién

opcion predeterminada en el
panel de control izquierdo.

Unidades EDSFF E3.S

N/A

Permite instalar unidades
compatibles en el sistema.

Unidad de relleno

De relleno

Panel de relleno para la ranura
de unidad de almacenamiento

Panel de control derecho (RCP):
principal

N/A

Contiene el LED de estado del
sistema, el ID del sistema, el
botén de encendido, el puerto
USB Type-C y el LED de estado
del host.

Etigueta de servicio rapido

N/A

La etiqueta de servicio

répido es un panel con una
etiqueta extraible que contiene
informacion del sistema, como la
etiqueta de servicio, la NIC y la
direccion MAC.

llustracion 4. Vista frontal de un sistema de 8 unidades EDSFF E3.S con I/0 posterior

Tabla 4. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento Puertos, paneles y ranuras Icono Descripcion
1 Panel de control izquierdo N/A Contiene el puerto USB y
(LCP): secundario miniDisplayPort.
@ NOTA: LCP: el mddulo
secundario KVM es opcional
y el LCP de relleno es la
opcion predeterminada en el
panel de control izquierdo.
2 PCle de relleno N/A Relleno para la ranura de tarjeta
elevadora de expansion PCle
3 Unidades EDSFF E3.S N/A Permite instalar unidades
compatibles en el sistema.
4 Panel de control derecho (RCP): | N/A Contiene el LED de estado del
principal sistema, el ID del sistema, el
botdén de encendido, el puerto
USB Type-C y el LED de estado
del host.
5 De relleno N/A Relleno para la ranura DB9
6 PCle de relleno N/A Relleno para la ranura de tarjeta
elevadora de expansién PCle
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llustracién 5. Vista frontal de un sistema de 10 unidades de 2,5 pulgadas con I/0 posterior

Tabla 5. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento

Puertos, paneles y ranuras

Icono

Descripcién

1

Panel de control izquierdo
(LCP): secundario

N/A

Contiene el puerto USB y

miniDisplayPort.

@ NOTA: LCP: el mddulo
secundario KVM es opcional
y el LCP de relleno es la
opcion predeterminada en el
panel de control izquierdo.

Unidades de 2,5 pulgadas

N/A

Permite instalar unidades
compatibles en el sistema.

Panel de control derecho (RCP):
principal

N/A

Contiene el LED de estado del
sistema, el ID del sistema, el
botén de encendido, el puerto
USB Type-C y el LED de estado
del host.

Etiqueta de servicio rapido

N/A

La etiqueta de servicio

rapido es un panel con una
etiqueta extraible que contiene
informacion del sistema, como la
etiqueta de servicio, la NIC y la
direccion MAC.

llustracién 6. Vista frontal del sistema de 4 unidades de 3,5 pulgadas con 170 posterior

Tabla 6. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento

Puertos, paneles y ranuras

Icono

Descripcién

1

Panel de control izquierdo
(LCP): secundario

N/A

Contiene el puerto USB y

miniDisplayPort.

(D|NOTA: LCP: el modulo
secundario KVM es opcional
y el LCP de relleno es la
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Tabla 6. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema. (continuacion)

Elemento

Puertos, paneles y ranuras

Icono

Descripcién

opcion predeterminada en el
panel de control izquierdo.

Unidades de 3,5 pulgadas

N/A

Permite instalar unidades
compatibles en el sistema.

Panel de control derecho (RCP):
principal

N/A

Contiene el LED de estado del
sistema, el ID del sistema, el
botén de encendido, el puerto
USB Type-C y el LED de estado
del host.

Etiqueta de servicio rapido

N/A

La etiqueta de servicio

rapido es un panel con una
etiqueta extraible que contiene
informacion del sistema, como la
etiqueta de servicio, la NIC y la
direccion MAC.

llustracion 7. Vista frontal del sistema de configuracién sin backplane

Tabla 7. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento

Puertos, paneles y ranuras

Icono

Descripcién

1

Panel de control izquierdo
(LCP): secundario

N/A

Contiene el puerto USB y

miniDisplayPort.

(D|NOTA: LCP: el modulo
secundario KVM es opcional
y el LCP de relleno es la
opcion predeterminada en el
panel de control izquierdo.

Unidad de relleno

De relleno

Panel de relleno para la ranura
de unidad de almacenamiento

Panel de control derecho (RCP):
principal

N/A

Contiene el LED de estado del
sistema, el ID del sistema, el
botén de encendido, el puerto
USB Type-C y el LED de estado
del host.

Etiqueta de servicio rapido

N/A

La etiqueta de servicio

rapido es un panel con una
etiqueta extraible que contiene
informacion del sistema, como la
etiqueta de servicio, la NIC y la
direccion MAC.
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Panel de control izquierdo (LCP), vista secundaria

El sistema R470 tiene tres opciones para el panel de control izquierdo (LCP) y el panel secundario, como se muestra a continuacion. La
opcién predeterminada es la de relleno.

llustraciéon 8. Panel de control izquierdo (LCP), panel secundario, médulo de relleno

llustracion 9. Panel de control izquierdo (LCP), panel secundario, médulo KVM

Tabla 8. Panel de control izquierdo (LCP) - Panel secundario - Médulo KVM (opcional)

Eleme | Indicador, botén o Icono Descripcion

nto conector

1 Puerto compatible con USB | ez, El puerto USB es de 4 clavijas y cumple con los requisitos del estandar 2.0.
2.0 Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.

2 Mini-DisplayPort D) Permite conectar un dispositivo de visualizacion al sistema.

Configuraciones y caracteristicas del PowerEdge R470 sistema
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llustracion 10. Panel de control izquierdo (LCP) - Panel secundario - Quick Sync 2.0 (opcional)

1. Botdn de Quick Sync 2.0

Panel de control derecho (RCP): vista principal

llustracioén 11. Panel de control derecho (RCP): principal

Tabla 9. Panel de control derecho (RCP): principal

Elemen | Indicador o botén icono Descripcion
to
1 Botén de encendido (b Indica si el sistema esté encendido o apagado. Presione el botdon de encendido
para encender o apagar el sistema manualmente
@ NOTA: Presione el botén de encendido para realizar un apagado ordenado
de un sistema operativo que cumple con los requisitos de ACPI.
2 Indicador de estado e ID del  N/A Indica el estado del sistema.
sistema
3 Indicador LED de iDRAC 0\0 El indicador LED de iDRAC Direct se ilumina para indicar que el puerto de iDRAC
Direct Direct esté conectado activamente a un dispositivo.
4 Botdn de ID del sistema i El'ID del sistema permite que el usuario localice fisicamente el sistema.
5 Puerto de host/iDRAC <t El puerto de iDRAC Direct (USB Type-C) le permite acceder a las funciones
Direct (USB Type-C) de USB Type-C de iDRAC Direct. Para obtener méas informacion, consulte los
manuales de iDRAC.
@ NOTA: Puede configurar iDRAC Direct mediante un cable USB a USB
Type-C, que puede conectar a su laptop o tableta. La longitud del cable no
debe superar los 0,91 metros (3 pies). El rendimiento podria verse afectado
por la calidad de los cables.
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Tabla 10. Cédigos indicadores de ID y estado del sistema

Cadigo indicador de ID y
estado del sistema

Estado

Azul fijo

Indica que el sistema est4 encendido y en buen estado, y el modo de ID del sistema no esta activo.
Presione el botdn de ID del sistema para cambiar al modo de ID del sistema.

Azul parpadeante

Indica que el modo de ID del sistema esta activo. Presione el botén de ID del sistema para cambiar al
modo de estado del sistema.

Luz amarilla parpadeante

Indica que el sistema tiene una falla. Consulte el registro de eventos del sistema para ver los
mensajes de error especificos. Manuales de PowerEdge.

Configuraciones del sistema: vista posterior del
PowerEdge R470 sistema

2

llustracion 12. Vista posterior del sistema con 8 unidades de 2,5 pulgadas

Panel de control derecho (RCP): principal

Tabla 11. Vista posterior del sistema con 8 unidades de 2,5 pulgadas

Elemento | Puertos, paneles o lcono Descripcién
ranuras

1 Fuente de alimentacion P2k PSU1 es la PSU principal del sistema.
(PSUT)
2 Tarjeta elevadora para N/A Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansion PCle
tarjetas de expansion PCle
de relleno

3 Fuente de alimentaciéon [F12 PSU2 es la PSU secundaria del sistema.
(PSU2)

4 Tarjeta OCP NIC N/A La tarjeta OCP NIC es compatible con OCP 3.0. Los puertos NIC estan
integrados en la tarjeta OCP, la que esta conectada a la placa de HPM.

5 Modulo BOSS-N1DC-MHS | N/A Modulo BOSS para el arranque interno del sistema.

6 Puerto dedicado de iDRAC EEE Le permite acceder de forma remota a iIDRAC. Cuando el puerto de iDRAC
frontal estd conectado a la red, el puerto de iDRAC posterior se deshabilita
autométicamente.

7 Puerto USB 3.0 oy El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del estandar 3.0.
Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.

8 Puerto VGA ol Permite conectar un dispositivo de visualizacion al sistema.
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llustracion 13. Vista posterior del sistema con 8 unidades EDSFF E3.S e 170 frontal

Tabla 12. Vista posterior del sistema con 8 unidades EDSFF E3.S e 170 frontal

Elemento | Puertos, paneles o lcono Descripcién
ranuras

1 Fuente de alimentacion P2k PSU1 es la PSU principal del sistema.
(PSUT)
2 Tarjeta elevadora para N/A Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansion PCle.
tarjetas de expansion PCle
de relleno

3 Fuente de alimentacion [F12 PSU2 es la PSU secundaria del sistema.
(PSU2)

4 OCP de relleno N/A Relleno para la ranura de tarjeta OCP.

5 BOSS-N1 de relleno N/A Relleno para la ranura del médulo BOSS-N1.

6 Puerto dedicado de iDRAC EEE Le permite acceder de forma remota a iDRAC. Cuando el puerto de iDRAC
frontal estd conectado a la red, el puerto de iDRAC posterior se deshabilita
autométicamente.

7 Puerto USB 3.0 " El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del estandar 3.0.
Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.

8 Puerto VGA ol Permite conectar un dispositivo de visualizacion al sistema.

9 8

llustracion 14. Vista posterior del sistema con 8 unidades EDSFF E3.S e 170 posterior

Tabla 13. Vista posterior del sistema con 8 unidades EDSFF E3.S e 1/0 posterior

tarjetas de expansion PCle
de relleno

Elemento | Puertos, paneles o Icono Descripcion
ranuras
1 Fuente de alimentacion P2k PSU1 es la PSU principal del sistema.
(PSUM
2 Tarjeta elevadora para N/A Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansion PCle.
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Tabla 13. Vista posterior del sistema con 8 unidades EDSFF E3.S e 1/0 posterior (continuacién)

Elemento | Puertos, paneles o Icono Descripcién
ranuras
3 Tarjeta elevadora para N/A Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansion PCle.
tarjetas de expansion PCle
de relleno

4 Fuente de alimentacion [F12 PSU2 es la PSU secundaria del sistema.
(PSU2)

5 Tarjeta OCP NIC N/A La tarjeta OCP NIC es compatible con OCP 3.0. Los puertos NIC estan
integrados en la tarjeta OCP, la que est4 conectada a la placa de HPM.

6 Modulo BOSS-N1DC-MHS | N/A Modulo BOSS para el arranque interno del sistema.

7 Puerto dedicado de iDRAC EEE Le permite acceder de forma remota a iDRAC. Cuando el puerto de iDRAC
frontal esta conectado a la red, el puerto de iDRAC posterior se deshabilita
autométicamente.

8 Puerto USB 3.0 " El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del estandar 3.0.
Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.

9 Puerto VGA =] Permite conectar un dispositivo de visualizacion al sistema.

1 109

llustracion 15. Vista posterior del sistema con sistema de 4 unidades de 3,5 pulgadas con 2 EDSFF E3 posteriores. Unidades

S

Tabla 14. Vista posterior del sistema con sistema de 4 unidades de 3,5 pulgadas con 2 EDSFF E3 posteriores.

Unidades S

Elemento | Puertos, paneles o Icono Descripcion
ranuras

1 Fuente de alimentacion P2k PSU1 es la PSU principal del sistema.
(PSUT)

2 Tarjeta elevadora para N/A Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansion PCle.
tarjetas de expansion PCle
de relleno

3 Unidades EDSFF E3.S N/A Permite instalar unidades compatibles en el sistema.

4 Tarjeta elevadora para N/A Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansion PCle.

tarjetas de expansion PCle
de relleno

Configuraciones y caracteristicas del PowerEdge R470 sistema
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Tabla 14. Vista posterior del sistema con sistema de 4 unidades de 3,5 pulgadas con 2 EDSFF E3 posteriores.
Unidades S (continuacién)

Elemento | Puertos, paneles o Icono Descripcién
ranuras

5 Fuente de alimentacion [F12 PSU2 es la PSU secundaria del sistema.
(PSU2)

6 Tarjeta OCP NIC N/A La tarjeta OCP NIC es compatible con OCP 3.0. Los puertos NIC estan
integrados en la tarjeta OCP, la que esté conectada a la placa de HPM.

7 Modulo BOSS-N1DC-MHS | N/A Modulo BOSS para el arranque interno del sistema.

8 Puerto dedicado de iDRAC EEE Le permite acceder de forma remota a iDRAC. Cuando el puerto de iDRAC
frontal esta conectado a la red, el puerto de iDRAC posterior se deshabilita
autométicamente.

9 Puerto USB 3.0 " El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del estandar 3.0.
Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.

10 Puerto USB 3.0 " El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del estandar 3.0.
Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.

" Puerto VGA ol Permite conectar un dispositivo de visualizacion al sistema.

11 109 8
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llustracion 16. Vista posterior del sistema de configuracion sin backplane*

Tabla 15. Vista posterior del sistema de configuracion sin backplane

Elemento | Puertos, paneles o Icono Descripcién
ranuras
1 Fuente de alimentacion P2k PSU1 es la PSU principal del sistema.
(PSU1)
2 Tarjeta elevadora para N/A Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansion PCle.
tarjetas de expansion PCle
de relleno
3 OCP de la tarjeta elevadora | N/A OCP de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion PCle.
para tarjetas de expansion
PCle
4 Tarjeta elevadora para N/A Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansion PCle.
tarjetas de expansion PCle
de relleno
5 Fuente de alimentacion [F12 PSU2 es la PSU secundaria del sistema.
(PSU2)
6 Tarjeta OCP NIC N/A La tarjeta OCP NIC es compatible con OCP 3.0. Los puertos NIC estan
integrados en la tarjeta OCP, la que est4 conectada a la placa de HPM.
7 Modulo BOSS-N1DC-MHS | N/A Modulo BOSS para el arranque interno del sistema.
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Tabla 15. Vista posterior del sistema de configuracion sin backplane (continuacion)

Elemento | Puertos, paneles o Icono Descripcién
ranuras

8 Puerto dedicado de iDRAC EEE Le permite acceder de forma remota a iIDRAC. Cuando el puerto de iDRAC
frontal estd conectado a la red, el puerto de iDRAC posterior se deshabilita
autométicamente.

9 Puerto USB 3.0 oy El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del estandar 3.0.
Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.

10 Puerto USB 3.0 oy El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del estandar 3.0.
Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.

M Puerto VGA ol Permite conectar un dispositivo de visualizacion al sistema.

Configuraciones del sistema: vista interior del
PowerEdge R470 sistema

llustracion 17. Interior del sistema con configuracion de 170 frontal

N oo

PSU 2

OCP frontal
Clip para cables
Ranuras de DIMM

2. Ventilador

4. Médulo de procesador de host (HPM)

6. Disipador de calor del procesador (remoto)
8. PSU1
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9. Placa de atico 10. Mddulo DC-SCM

1. Interruptor de intrusion 12. Placa intercaladora de alimentacién (PIB)
13. Soporte para PIB 14. Placa del ventilador

15. Clip para cables 16. Soporte intermedio para cables

17. Backplane de unidades 18. BOSS-NT1 frontal

19. Puerto serial frontal y puerto iDRAC dedicado 20. Etiqueta de servicio rapido

C i
- 47
llustracién 18. Interior del sistema con configuracion de 170 posterior
1. Ventilador 2. Clip para cables
3. Mdodulo de procesador de host (HPM) 4. Ranuras de DIMM
5. Disipador de calor del procesador (remoto) 6. Modulo de OCP posterior
7. Tarjetas elevadoras PCle 4 8. PSU2
9. PSU1 10. Tarjetas elevadoras PCle 2
1. Interruptor de intrusion 12. Placa intercaladora de alimentacion (PIB)
13. Soporte para PIB 14. Placa del ventilador
15. Clip para cables 16. Soporte intermedio para cables

17. Etigueta de servicio rapido

Localizacion del codigo de servicio rapido y la etiqueta
de servicio

El codigo de servicio rapido y la etiqueta de servicio Unicos se utilizan para identificar el sistema.
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La etiqueta de informacion se encuentra en la parte frontal del sistema e incluye informacion del sistema, como la etiqueta de servicio, el
cédigo de servicio rapido, la fecha de fabricacion, la NIC, la direccién MAC, la etiqueta de QRL, etc.

1 2 3

5 4

llustracion 19. Localizacion del cédigo de servicio rapido y la etiqueta de servicio

Etigueta de servicio rapido (vista frontal)

Etigueta de servicio rapido (vista posterior)

OMM (no aplicable)

Contraseria y direccion MAC

Etigueta de servicio, cédigo de servicio rapido, etiqueta de QRL My Dell

S IFNESTECIES

Etiqueta de informacion del sistema

La etiqueta de informacion del sistema se encuentra en la parte posterior de la cubierta del sistema o en la parte superior del sistema.

Service Information
Mechanical Overview

B Hot Swap (terracotta) [ Touchpoint (blue)

llustracion 20. Descripcion general de los aspectos mecanicos
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Memory Information

/A Caution: Memory (DIMMs) and CPUs may be hot during servicing.

e AI. A AIZ 8 T 2 ‘Iu T L ‘i: e Alﬂ A ’T L

Cenfiguration Sequence
Memory ¢ oo Optimized 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15,16
Latest lles in the and Service Manual.
llustracién 21. Informacion de la memoria
El.e}rlurlgv{olymir
HPM & DC-SCM Information
(12N 3l4]s
Zn—-;] 1
i o)

= 2 o

| i X Power Conmector 3/4 (PWRB/PWRA) oot or1

T{‘—L =% G 0 Power Connector 878 (PWRS/PWIRS)

= st 5 B PSU Connector 2
LESnRaRei== =
] s
3713635 HI34 2131 502 2 8% EJFANS
s DIP Switch Settings
nt“c;m - a X3 PCle Connector 6 (SL8_CPU 0)
i e S ore
s O3S it e runo.ps m....wm ) :“::.::':"‘
et — il uo H
] Rocaceneee 3 R Comvactor 0 Con ot Bartay Eema 0 "
B OB Dosons g T ]
e e i -

llustracion 22. Caracteristicas eléctricas generales

Configuration and Layout

Front View
use
Power
25" %10 Status Light Bar

EST
System ID Button

255 % &

oo 8

llustracion 23. Configuracion y disefio para 8 unidades de 2,5 pulgadas

Configuration and Layout

Front View IDRAC* Status Light Bar
| = | nﬁ%ﬁ':gwsg
[[E:%ﬁgj wi

RF1PCle/ OCP EST J Serial System ID
BOSS/ M.2 Interposer Button
*Refer to the Installation and Service Manual for supported features.

llustracién 24. Configuracion y disefio para 8 unidades E3.S
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Hot Swap EDSFF Carrier

M{!
|.:: e 1)
| Illl III_II

llustracion 25. Portaunidades EDSFF de intercambio en caliente

LED Behavior

Optlonal Quick Sync Control Panel
O O
0 0
\ o
©
Normal  Fault
State State

llustracion 26. Comportamiento de LED para 8 unidades de 2,5 pulgadas

LED Behavior

llustraciéon 27. Comportamiento de LED para unidades E3.S

Express Service Tag

Features:

« Service Tag

« MAC Addresses (bottom of tag)

« Password (bottom of tag)

» Express Service Code

« MyDell

- Scan for access to self-service

videos and documentation Tor
this device. —

llustracién 28. Etiqueta de servicio rapido para un sistema de 8 unidades de 2,5 pulgadas

Express Service Tag

Features:
* Service Tag
* MAC Addresses (bottom of tag)

* Password (bottom of tag)

- Scan for access to self-servi
videos and documsntnuon fn(
this device.

llustracion 29. Etiqueta de servicio rapido para un sistema de 8 unidades E3.S
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o o
62
A CAUTION

Heavy chassis.

Two person lift
required.

llustracion 30. Advertencia

Dell.com/support PERA470

b
Scan for quick access to
self-service videos and
documentation for this device.

llustracion 31. Localizador de recursos rapido (QRL)

Matriz de compatibilidad del rack y dimensionamiento
de rieles

Para obtener informacion especifica sobre las soluciones de rieles compatibles con el sistema, consulte la Matriz de compatibilidad del rack
y dimensionamiento de rieles para sistemas Dell Enterprise disponible en matriz del rack de rieles.

El documento proporciona la informacion que aparece a continuacion:

Detalles especificos sobre los tipos de rieles y sus funcionalidades.
Rango de ajuste de rieles para diversos tipos de bridas de montaje en rack.
Profundidad del riel con y sin accesorios de manejo de cables.

°
[ ]
[ ]
e Tipos de racks que son compatibles con diversos tipos de bridas de montaje en rack.
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Especificaciones técnicas

En este capitulo, se describen las especificaciones técnicas y ambientales del sistema.
Temas:

. Dimensiones del chasis

e Peso del sistema

*  Especificaciones del procesador

¢ Especificaciones de PSU

»  Especificaciones del ventilador

e Sistemas operativos soportados

»  Especificaciones de la bateria del sistema

*  Especificaciones de la tarjeta elevadora de tarjeta de expansion
*  Especificaciones de la memoria

. Especificaciones del controlador de almacenamiento
e Unidades

*  Especificaciones de la GPU

¢ Especificaciones de la DPU

. Especificaciones de puertos y conectores

*  Especificaciones de puertos de video

»  Especificaciones ambientales
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Dimensiones del chasis

Za—> [« Zc >
A
J_ T A
i
Xa Xb
TOP VIEW
Bezel or
outer most /1
feature j v
A
A
SIDE VIEW
— ¥
llustracion 32. Dimensiones del chasis
Tabla 16. Dimensiones del chasis PowerEdge R470
Unidades Xa Xb S Za Zb Zc
8 unidades E3.S 482,0 mm (19 pulgadas) | 434,0 mm 42,8 mm 43,3 mm 750,57 mm 786,141 mm
EDSFF (17,1 pulgadas) | (1,69 pulgadas) | (1,7 pulgadas) | (29,55 pulgadas) | (30,95 pulgada
(configuracion de Lengleta a la s) Lengleta
17O frontal) pared posterior hasta el asa de
la PSU
8 unidades de 482,0 mm (19 pulgadas) | 434,0 mm 42,8 mm Con bisel 750,57 mm 786,141 mm
(171 pulgadas) | (1,69 pulgadas) | 30,78 mm (29,55 pulgadas) | (30,95 pulgada
2,5 pulgadas . -
(1,21 pulgadas) | Lengleta a la s) Lengueta
10 unidades de Sin bisel pared posterior hasta el asa de
2,5 pulgadas 29,0 mm la PSU
1,14 pulgadas
4 unidades de ( PH9 )
3,5 pulgadas
16 x E3. Unidades
S EDSFF

®| NOTA: Zb es la superficie externa de la pared posterior nominal, donde se encuentran los conectores de 1/0 de la placa de HPM.
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@l NOTA: El bisel frontal no es compatible con sistemas con configuracion de 170 frontal.

Peso del sistema

Tabla 17. Peso del sistema PowerEdge R470

Configuracion del sistema

Peso maximo (con todas las unidades/SSD)

8 x EDSFF E3.S

19,1 kg (42,13 Ib)

16 x EDSFF E3.S

17,66 kg (38,93 Ib)

8 x 2,5 pulgadas SATA

17,03 kg (37,54 Ib)

SATA de 10 x 2,5 pulgadas

17,53 kg (38,64 Ib)

SATA de 4 x 3,5 pulgadas

18,78 kg (41,40 Ib)

Tabla 18. Recomendaciones para el manejo del peso de PowerEdge R470

Peso del chasis

Descripcién

Se recomienda que lo levanten dos personas.

De40a701Ib
De 702120 Ib Se recomienda que lo levanten tres personas.
>1211b Se recomienda utilizar un elevador de servidor.

Especificaciones del procesador

Tabla 19. Especificaciones del procesador de PowerEdge R470

Procesador admitido

Nuamero de procesadores admitidos

Procesador Intel® Xeon 6

uno

®

NOTA: El R470 es compatible con procesadores Intel® E-Core
e Intel® P-Core

Tabla 20. Requisitos minimos de firmware para los procesadores Intel® Xeon® 6 E-core y Intel® Xeon® 6 P-core

Procesadores iDRAC BIOS FPGA
Procesador Intel® Xeon® 6 E- | 1.10.17.00 11.3 106,102,000
core
Procesador Intel® Xeon® 6 P- | 1.20.25.00 12.2.6 107,102,000
core
Especificaciones de PSU
El sistema PowerEdge R470 es compatible con hasta dos fuentes de alimentacion (PSU) de CA o CC.
Tabla 21. Especificaciones de PSU
PSU Clas | Disipaci | Frecuenc | Voltaje de AC Voltaje de DC Corriente (A)
e 6n de ia (Hz)
calor De 200 a De 100 a 277V 290V |- 336 V
) BTU/h
Modo | Plati | 3000 50/60 800 W 800 W N/D N/D N/D N/D 9,2-4,5 A
mixto num

Especificaciones técnicas
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Tabla 21. Especificaciones de PSU (continuacion)

PSU Clas | Disipaci | Frecuenc | Voltaje de AC Voltaje de DC Corriente (A)
e 6n de ia (Hz)
calor De 200 a De 100 a 277V 290V |- 336 V
(maxima 290V 120V (48-60) V
) BTU/h
de Tita | 3000 800 W 800 W N/D N/D N/D N/D 9.2-45 A
. 50/60
800 W [ nium
N/A | 3000 N/D N/D N/D N/D 800 W |N/D N/D 3,7A
MO0 W | Tita |4100 50/60 1100 W 1050 W N/D N/D N/D N/D 12-6,1A
nium
Plati | 4100 50/60 100 W 1050 W N/D N/D N/D N/D 12-6,1A
num
N/A | 4100 N/D N/D N/D N/D 1MOOW |N/D N/D 51A
1400 W | Tita | 5310 N/D N/D N/D N/D 1400 W N/D 33 A
/-48 V| nium N/D
CC
1500 Tita | 5625 N/A N/A N/A 1500 W | N/D N/D 6,1A
. 50/60
W 227 | nium
V CA
N/D | 5625 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1500 W 491A
Modo | Tita |5625 50/60 1500 W 1050 W N/D N/D N/D N/D 12-82 A
mixto | nium
de
N/A | 5625 N/D N/D N/D 1500 W | N/D N/D 6,8 A
W

@ NOTA: La disipacion de calor se calcula mediante la potencia en vatios del sistema de alimentacion.

NOTA: Si un sistema con PSU de 1500 W de CA funciona en linea baja de entre 100 y 120 V de CA, la clasificacion de energia por
PSU se reduce a 1050 W.

@ NOTA: Al seleccionar o actualizar la configuracion del sistema, para garantizar una utilizacion 6ptima de la energia, verifique el

llustracion 33. Cables de alimentacion PSU

llustracién 34. Cable de alimentacion APP 2006G1
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llustraciéon 35. Cable de alimentacion del APOWAQ048 LOTES

Tabla 22. Cables de alimentacién PSU

Factor de forma Mensaje de salida Cable de alimentacion
60 mm, redundante Modo mixto de 800 W C13
Modo mixto de 1100 W C13
1400 W -48 V CC LOTES APOWA048
Modo mixto de 1500 W C13
1500 W/277 V APP2006G1/2006G3

Especificaciones del ventilador

El PowerEdge R470 sistema soporta hasta cuatro conjuntos de médulos con 2 ventiladores de enfriamiento estandar (STD) o ventiladores
de alto rendimiento (HPR) Silver.

Tabla 23. Especificaciones del ventilador

Tipo de Abreviatura También se conoce | Color de la Imagen de la etiqueta
ventilador como etiqueta

Ventiladores STD STD Sin etigueta
estandar
(STD)

Ventiladores HPR SLVR HPR Silver
Silver de alto
rendimiento
(HPR)

NOTA: Los ventiladores de enfriamiento giran a una velocidad menor, incluso cuando el sistema estéd en modo de espera, y la
velocidad de los ventiladores varia en respuesta a los cambios en la temperatura ambiente.
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Sistemas operativos soportados

El PowerEdge R470 sistema soporta los siguientes sistemas operativos:

Canonical Ubuntu Server LTS

RedHat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware ESXi

Windows Server
Windows Server Datacenter
Para obtener especificaciones y detalles de interoperabilidad, consulte Soporte de SO..

Especificaciones de la bateria del sistema

El sistema PowerEdge R470sistema utiliza una bateria Pila tipo botén de litio CR 2032 de 3 V.

Especificaciones de la tarjeta elevadora de tarjeta de

expansion

El PowerEdge R470 sistema soporta ranuras PCl Express (PCle) en las tarjetas elevadoras. En la configuracion de 1/0 frontal, el sistema
R470 soporta hasta dos ranuras PCle de altura completa (FH). En la configuracion de /0 posterior, el sistema R470 soporta hasta dos

ranuras PCle FH o dos de bajo perfil (LP) en la tarjeta elevadora.

Tabla 24. Ranuras de tarjetas de expansion soportadas en la placa de HPM

Ranura | Tarjeta elevadora para Conexién del .
PCle tarjetas de expansion procesador Altura Longitud Anchura de la ranura
Ranura 3
(BOSST'\” N/D Procesador O N/D N/D x4
posterior
opcional)
Ranura 5
(OCP N/D Procesador O N/D N/D x16
opcional)
Ranura 31 RF1d (OCP frontal) Procesador O N/D N/D x16
Ranura 32 RF1d (OCP frontal) Procesador O N/D N/D x16
Ranura 34
(BOSS-N1 N/D Procesador 0 N/D N/D x4
frontal
opcional)
Ranura 1 R2qg Procesador O Altura completa Longitud media x16
Ranura 4 R4b Procesador O Altura completa Longitud media x16
Ranura 34
(BOSS-N1 N/D Procesador O N/D N/D x4
frontal
opcional)
Ranura 1 R2k Procesador O Perfil bajo Longitud media x16
Ranura 2 R2k Procesador O N/D N/D x16
(FLOP
OCP)
Ranura 4 R4a Procesador O Perfil bajo Longitud media x16
32 Especificaciones técnicas



https://www.dell.com/support/contents/en-us/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/enterprise-resource-center/server-operating-system-support

Tabla 24. Ranuras de tarjetas de expansion soportadas en la placa de HPM (continuacion)

Ranura Tarjeta elevadora para Conexién del .

PCle tarjetas de expansion procesador Altura Longitud Anchura de |a ranura
Ranura 1 R2v Procesador O Perfil bajo Longitud media x16
Ranura 2 R2v Procesador O N/D N/D x16

(FLOP

OCP)

Especificaciones de la memoria

El sistema PowerEdge R470 es compatible con las siguientes especificaciones de memoria para un funcionamiento optimizado.

Tabla 25. Especificaciones de la memoria

Tipo de DIMM Rango Capacidad Un procesador
Procesador Intel® Xeon 6 E-core | Procesador Intel® Xeon 6 P-core
Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad
minima del maxima del minima del maxima del
sistema sistema sistema sistema
RDIMM 1R 16 GB N/D N/D 16GB 128 GB
2R 32 GB 32 GB 256 GB 32 GB 512 GB
64 GB 512 GB 1TB 256 GB 17B
96 GB N/D N/D 768GB 1.5TB
128 GB N/D N/D 1B 27TB
8R 256 GB N/D N/D 4TB 47TB

®| NOTA: Para el procesador Intel® Xeon 6 E-core, 32 GB podria ser 1 DIMM por CPU o 1 DIMM por canal.

®| NOTA: Para el procesador Intel® Xeon 6 P-core, 16 GB y 32 GB podrian ser 1 DIMM por CPU con caracteristicas limitadas.

®| NOTA: Las memorias de 16 GB y 96 GB solo son compatibles con procesadores Intel® Xeon 6 P-core.

Tabla 26. Conectores de médulo de memoria

NOTA: No se admiten las configuraciones mixtas de DIMM. Todas las ranuras DIMM deben estar ocupadas con exactamente los
mismos DIMM (un PN de Dell).

Conectores de médulo de memoria

Velocidad

16, 288 pines

6400 MT/s (1DPC)
5200 MT/s (2 DPC)

®| NOTA: Las ranuras de DIMM de memoria no se pueden conectar en caliente.

®| NOTA: El procesador puede reducir el cumplimiento de la velocidad de DIMM nominal.

Especificaciones del controlador de almacenamiento

El PowerEdge R470 sistema soporta las siguientes tarjetas controladoras:
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Tabla 27. Tarjetas controladoras de almacenamiento

Tarjetas controladoras de almacenamiento compatible

Controladoras internas

PERC H365i DC-MHS frontal
PERC H965i DC-MHS frontal
e Adaptador de PERC H365i

o Adaptador de PERC HI65i

Controladoras externas
e PERC H965e
o HBA 465e

Arrangue interno

e Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1DC-MHS)
e Unidad intermedia M.2 con hasta 2 SSD NVMe M.2

e USB

RAID de software
e N/D

Unidades

El sistema PowerEdge R470 es compatible con lo siguiente:

e 8 EDSFF E3.S NVMe intercambiables en caliente

Hasta 16 EDSFF E3. S unidades NVMe intercambiables en caliente.

8 x 2,5 pulgadas SATA intercambiables en caliente.

10 unidades SATA intercambiables en caliente de 2,5 pulgadas con cuatro puertos universales.

4 unidades SATA intercambiables en caliente de 3,5 pulgadas con 2 EDSFF E3. S unidades posteriores intercambiables en caliente.

@ NOTA: Para obtener mas informacién sobre cémo intercambiar en caliente un dispositivo SSD PCle NVMe U.2, consulte la Guia
Pagina Soporte de Dell del usuario de SSD PCle NVVMe Express Flash Dell en >Buscar todos los productos > Controladoras y
adaptadores de almacenamiento > para infraestructura de centro de datos > Documentacion, > Manuales y documentos
> de SSD PCle NVMe Express Flash Dell PowerEdge.

Especificaciones de la GPU

El Dell PowerEdge R470 sistema soporta lo siguiente:
e Hasta cuatro tarjetas NVIDIA L4 de 24 GB y 72 W de bajo perfil o altura completa.

Especificaciones de la DPU

La plataforma PowerEdge R470 admite unidades de procesamiento de datos (DPU). Estas unidades son soluciones de sistema en chip
que combinan nicleos ARM, NIC de alto rendimiento y motores de aceleracion programables para descargar y acelerar los servicios de
infraestructura del centro de datos.

Tabla 28. Tarjetas de unidades de procesamiento de datos (DPU) compatibles

Funciones Especificaciones

Modelo NVIDIA BlueField-3 B3220

Tipo Unidades de procesamiento de datos (DPU)
Redes 2 de 200 GbE

Factor de forma FHHL

Interfaz PCle x16 de 5.a generacion
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Tabla 28. Tarjetas de unidades de procesamiento de datos (DPU) compatibles (continuacion)

Funciones Especificaciones

Consumo de energia 150 W

Soportes verticales compatibles RC2 (ranura 31), RC4 (ranura 1), RC5 (ranura 1), RC6 (ranura 1)

Especificaciones de puertos y conectores

Especificaciones del puerto NIC
El PowerEdge R470 sistema soporta puertos de controladora de interfaz de red (NIC) integrados en tarjetas de Open Compute
Project (OCP) opcionales.

@l NOTA: La tarjeta NIC de OCP se instala en la parte frontal o posterior del sistema, segun la configuracion de 1/0 del sistema.

Tabla 29. Especificacion del puerto de la NIC para el sistema

Funciones Especificaciones
Modulo de control seguro del centro de datos (DC-SCM) 1GB x 1
Tarjeta OCP 3.0 2 de 25 GbE, 4 de 25 GbE, 2 de 100 GbE

Especificaciones de puertos USB

Tabla 30. Especificaciones de USB de PowerEdge R470

Parte frontal Parte posterior Interno
Tipod t . Tipod t . Tipod t .
Ipo Ues;éuer ° [ Nam. de puertos Ipo Uesgéuer ° Ndm. de puertos Ipo Ues;éuer ° Ndam. de puertos
Puerto compatible | Uno (opcional) Puertos Dos Puerto compatible | Uno
con USB 2.0 compatibles con con USB 3.1
USB 3.1 interno

Puerto host/ Uno
iDRAC Direct

de modo doble,
Puerto compatible
con USB 2.0 Type-
C

Especificaciones de conector serie

El PowerEdge R470 sistema soporta un conector de tipo tarjeta opcional, de 9 clavijas, que cumple con los Equipo de terminal de datos
(DTE) del compatible con 16550.

La tarjeta del conector serial opcional solo esté disponible en la configuracién de 170 frontal.

El puerto USB superior en DC-SCM soporta una llave DB9 externa.

Especificaciones de puertos de video

El PowerEdge R470 sistema soporta un pueto VGADB-15 (opcional) en la placa de /0 posterior y un puerto mini-DisplayPort (mDP)
(opcional) en el panel de control izquierdo (LCP).

@l NOTA: No se pueden usar ambos puertos a la vez. El puerto mDP reemplaza al puerto VGA.

Especificaciones técnicas
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Especificaciones de video

El PowerEdge R470 sistema soporta la controladora de graficos Matrox G200 incorporada con 16 MB de buffer de trama de video.

Tabla 31. Opciones de resolucion de video compatibles

Soluciéon Y:Io)cidad de actualizaciéon | Profundidad del color (bits)
z
1024 x 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 x 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32
1600 x 900 60 8,16, 32
1600 x 1200 60 8,16, 32
1680 x 1050 60 8,16, 32
1920 x 1080 60 8,16, 32
1920 x 1200 60 8,16, 32

Especificaciones ambientales

@ NOTA: Para obtener mas informacion sobre las certificaciones medioambientales, consulte la Hoja de datos medioambientales de
productos ubicada con los documentos en Soporte de Dell.

Tabla 32. Especificaciones de funcionamient

o continuo para ASHRAE A2

Temperatura

Operaciones continuas permitidas

Rangos de temperatura para altitudes <= 900 m
(<= 2953 pies)

De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 ©F) sin que el equipo reciba la luz directa del sol

Rangos de porcentaje de humedad (sin
condensacion en todo momento)

8 % de RH con un punto de condensacién minimo de -12 ©C a 80 % de RH con
un punto de condensacion maximo de 21 °C (69,8 °F)

Reduccién de valores nominales de altitud en
funcionamiento

La temperatura maxima se reduce 1 °C/300 m (1,8 °F/984 pies) por encima de
los 900 m (2953 pies)

Tabla 33. Especificaciones de funcionamient

o continuo para ASHRAE A3

Temperatura

Operaciones continuas permitidas

Rangos de temperatura para altitudes <= 900 m
(<= 2953 pies)

De -5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F) sin que el equipo reciba la luz directa del
sol

Rangos de porcentaje de humedad (sin
condensaciéon en todo momento)

8 % de RH con un punto de condensacién minimo de -12 °C a 85 % de RH con
un punto de condensacion maximo de 24 °C (75,2 °F)

Reduccién de valores nominales de altitud en
funcionamiento

La temperatura maxima se reduce 1 °C/175 m (1,8 ©F/984 pies) por encima de

los 900 m (2953 pies)

Tabla 34. Especificaciones de funcionamient

o continuo para ASHRAE A4

Temperatura

Operaciones continuas permitidas

Rangos de temperatura para altitudes <= 900 m
(<= 2953 pies)

De -5 °C a 45 °C (de 41 °F a 113 ©F) sin que el equipo reciba la luz directa del sol

Rangos de porcentaje de humedad (sin

8 % de RH con un punto de condensacién minimo de -12 °C a 90 % de RH con

condensaciéon en todo momento)

un punto de condensacidon maximo de 24 °C (75,2 °F)
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Tabla 34. Especificaciones de funcionamiento continuo para ASHRAE A4 (continuacién)

Temperatura

Operaciones continuas permitidas

Reduccién de valores nominales de altitud en
funcionamiento

LLa temperatura maxima se reduce 1 °C/125 m (1,8 °F/984 pies) por encima de
los 900 m (2953 pies)

Tabla 35. Especificaciones ambientales comunes para ASHRAE A2, A3, y A4

Temperatura

Operaciones continuas permitidas

Gradiente de temperatura maxima (se aplica
en funcionamiento y cuando no esta en
funcionamiento)

20 ©C en una hora* (36 °F en una hora) y 5 ©C en 15 minutos (41 °F en

15 minutos), 5 ©C en una hora* (9 °F en una hora) para cinta

(D NOTA: * Segun las reglas térmicas de ASHRAE para el hardware de cinta,
estas no son tasas instanténeas de cambio de temperatura.

Limites de temperatura cuando el sistema no est4 en
funcionamiento

-40 a 65 °C (-40 a 149 °F)

Limites de humedad cuando el sistema no esta en
funcionamiento

De 5 % a 95 % de RH con un punto de condensacion méaximo de 27 ©C (80,6 °©F)

Altitud méxima en estado no operativo

12 000 metros (39 370 pies)

Altitud méaxima en funcionamiento

3048 metros (10 000 pies)

Tabla 36. Especificaciones de vibracion maxi

ma

Vibracién maxima

Especificaciones

En funcionamiento

0,21 Gyps de 5 Hz a 500 Hz durante 10 minutos (todos los €jes x, v, y z)

Almacenamiento

1,38 Gyms de 7 Hz a 250 Hz durante 15 minutos (evaluados los seis laterales)

Tabla 37. Especificaciones de impulso de impacto maximo

Impulso de impacto maximo

Especificaciones

En funcionamiento

Seis impulsos ejecutados consecutivamente en el sentido positivo y negativo de
los ejes "x", "y"y "z", de 6 G durante un méximo de 11 ms.

Almacenamiento

Seis impulsos ejecutados consecutivamente en los ejes "x", "y" y "z", positivo y
negativo (un impulso en cada lado del sistema), de 71 G durante un maximo de
2 ms.

Especificaciones de contaminacion gaseosa y de particulas

En la tabla a continuacion, se definen las limitaciones que ayudan a evitar cualquier falla 0 dafio en el equipo por contaminacion gaseosa 0
de particulas. Si los niveles de emisidn de gases y particulas contaminantes estan por encima de los limites especificados y causan dafios
o fallas en el equipo, es posible que deba corregir las condiciones ambientales. La correccion de las condiciones medioambientales sera

responsabilidad del cliente.

Tabla 38. Especificaciones de contaminacion de particulas

Contaminacion de particulas

Especificaciones

Filtracion de aire: solo centro de datos convencional

ISO clase 8 por ISO 14644-1 define la filtracion de aire de centro de datos
con un limite de confianza superior del 95 %.

@ NOTA: El filtrado del aire de la sala con un filtro MERVS8, como se
especifica en ANSI/ASHRAE Standard 127, es un método recomendado
para lograr las condiciones de entorno necesarias.

NOTA: El aire que entre en el centro de datos tiene que tener una
filtracion MERV11 0 MERV13.

®

NOTA: Esta condicién solo se aplica a los ambientes de centro de
datos. Los requisitos de la filtracion de aire no se aplican a los equipos de
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Tabla 38. Especificaciones de contaminacion de particulas (continuacién)

Contaminacién de particulas

Especificaciones

Tl designados para ser utilizados fuera del centro de datos, en entornos
tales como una oficina o una féabrica.

Gabinete o centro de datos de borde locales (entorno
sellado de ciclo cerrado)

No se necesita filtracion para los gabinetes que se prevé que se abriran

seis veces 0 menos por afio. De o contrario, se requiere una filtracion de

clase 8 por ISO 1466-1, como se definié anteriormente.

@ NOTA: En entornos cominmente superiores a ISA-71 clase G1 0 que
pueden tener desafios conocidos, es posible que se requieran filtros

especiales.

Polvo conductor: entornos de centro de datos y entornos
de centro sin datos

El aire debe estar libre de polvo conductor, filamentos de zinc u otras
particulas conductoras.

@ NOTA: El polvo conductor, que puede interferir en el funcionamiento
del equipo, puede originarse de diversas fuentes, incluidos los procesos
de fabricacion vy las virutas de zinc que pueden desarrollarse en el
revestimiento de placas para piso falso elevadas.

@ NOTA: Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de centro
sin datos.

Polvo corrosivo: entornos de centro de datos y entornos
de centro sin datos

e [l aire debe estar libre de polvo corrosivo.

e El polvo residual que haya en el aire debe tener un punto delicuescente
inferior a una humedad relativa del 60 %.

@ NOTA: Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de centro
sin datos.

Tabla 39. Especificaciones de contaminacién gaseosa

Contaminacioén gaseosa Especificaciones Notas

Velocidad de corrosion del ISA-71 Clase G1: <300 A/mes De acuerdo con ANSI/ISA71.04

cupdn de cobre

Velocidad de corrosion del ISA-71 Clase G1: <200 A/mes De acuerdo con ANSI/ISA71.04

cupdn de plata
Matriz de restriccion térmica
Tabla 40. Referencia de etiqueta

Etiqueta Descripcién

STD Estandar

HPR (Silver) Ventilador de alto rendimiento de nivel Silver (HPR SLVR)
HPR (Gold) Ventilador de alto rendimiento de nivel Gold (HPR GOLD)

HSK Disipador de calor

LP Perfil bajo

FH Altura completa

DLC Enfriamiento liquido directo
Tabla 41. Matriz del disipador de calor y el procesador

Disipador de calor TDP del procesador

Extension de HSK <=250 W
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Tabla 41. Matriz del disipador de calor y el procesador (continuacion)

Disipador de calor TDP del procesador

HSK remoto >250 W

@ NOTA: El componente critico dicta la temperatura ambiente de la configuracion. Por ejemplo, si la temperatura ambiente del
procesador es 35 ©C, la del DIMM es 35 °C vy la de la GPU es 30 °C, la temperatura ambiente de la configuracion solo puede ser de
30 °C.

Tabla 42. Matriz de restriccion térmica (no GPU)

SAS/SATA de 4
ot | s e | S5y | e | SR
2,5 pulgadas s E3 posteriores.

S NVMe
con“#;'ﬂfai‘c’igﬁ de 2, C05-01 C02-1/2/3/5/6 |  €04-1/2 C03-01 Tempera
almacenamiento tura
f;'j‘:;g“e'lae‘;g’:o‘:: RC-2/3/4/56/ RC-7 RC-0/6/8 RC-6/7 RC-1 amblente

Tipo ;’Iﬁjg"d‘g‘;’i‘rae Para | ExT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto

proce | tpp | Nucl Ventilador

6780E | 330w | 144 | HPRSLWR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6766E | 250 W | 144 STD STD STD HPR SLVR STD 350C
6756 | 225w | 128 STD STD STD STD STD 350C
6746E | 250w | 112 STD STD STD HPR SLVR STD 350C
6740E | 250w | 96 STD STD STD HPR SLVR STD 350C
6731E | 250w | 96 STD STD STD HPR SLVR STD 350C
6710E | 205w | 64 STD STD STD STD STD 350C
6787P | 350w | 86 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6767 | 350w | 64 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6747P | 330w | 48 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6737 | 270w | 32 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6730P | 250w | 32 STD STD STD HPR SLVR STD 350C
6527P | 255 W | 24 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6724P | 210w | 16 STD STD STD STD STD 350C
6517P | 190w | 16 STD STD STD STD STD 350C
6505P | 150w | 12 STD STD STD STD STD 350C
6507P | 10w | 8 STD STD STD STD STD 350C
6781P | 350W | 80 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6761P | 350w | 64 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6741P | 300w | 48 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6731P | 245w | 32 STD STD STD STD STD 350C
6521P | 225 W | 24 STD STD STD STD STD 350C
651P | 150w | 16 STD STD STD STD STD 350C
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®| NOTA: El disipador de calor extendido y la cubierta pueden soportar TDP de CPU de hasta 250 W.

Tabla 43. Matriz de restriccion térmica (GPU)

SAS/SATA de 4
ot | S5nsEss |t | Hspmy | srmras | VSl
2,5 pulgadas s E3 posteriores.

S NVMe
conh#g:?argigﬁ de Co L2/, C05-01 | C02-1/2/3/5/6 |  CO04-1/2 C03-01 | Tempera
almacenamiento tura
o ooy | RC2/3arse RC-7 RC-0/6/8 RC-6/7 RC-1 amblente

Tipo ﬁzjgud'ﬂzritrae Para | ExT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto | EXT/Remoto

proce | tpp | Nucl Ventilador

6780 | 330w | 144 | HPRSLWR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6766E | 250w | 144 STD STD STD HPR SLVR STD 350C
6756E | 225w | 128 STD STD STD STD STD 350C
6746E | 250w | 112 STD sSTD STD HPR SLVR STD 350C
6740E | 250w | 96 STD STD STD HPR SLVR STD 350C
6731E | 250w | 96 STD STD STD HPR SLVR STD 350C
6710E | 205w | 64 STD STD STD STD STD 350C
6787P | 350w | 86 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6767 | 350w | 64 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6747P | 330w | 48 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6737 | 270w | 32 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6730P | 250w | 32 STD STD STD HPR SLVR STD 350C
6527P | 255 W | 24 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6724P | 210w | 16 STD STD STD STD STD 350C
6517P | 190w | 16 STD STD STD STD STD 350C
6505P | 150w | 12 STD STD STD STD STD 350C
6507P | 150w | 8 STD STD STD STD STD 350C
6781P | 350W | 80 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6761P | 350W | 64 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6741P | 300w | 48 HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR HPR SLVR 350C
6731P | 245w | 32 STD STD STD STD STD 350C
6521P | 2205 W | 24 STD sSTD STD STD STD 350C
651P | 150w | 16 STD STD STD STD STD 350C

®| NOTA: El disipador de calor extendido y la cubierta pueden soportar TDP de CPU de hasta 250 W.

@ NOTA: Se requiere un disipador de calor remoto y un ventilador HPR SLVR para TDP de CPU de 350 W compatible con temperatura

40

ambiente de 35 °C.
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NOTA: El sistema puede admitir TDP de CPU de hasta 250 W con disipador de calor extendido y ventilador STD en configuracion
de pasillo frio de 8 unidades EDSFF E3.S y configuracion de 8 unidades SAS/SATA (NVMeRAID/directo) de 2,5 pulgadas a una
temperatura ambiente de 35 ©C.

@ NOTA: El sistema puede admitir TDP de CPU de hasta 225 W con disipador de calor extendido y ventilador STD en una configuracion

de 10 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas a una temperatura ambiente de 35 ©C.

Restricciones de aire térmicas

Entorno ASHRAE A3

8 EDSFF E3. Configuracion S (170 frontal con capacidad de pasillo frio)

No se admite CPU>225 W.

Los RDIMM de capacidad igual o superior a 128 GB no son compatibles
No se soportan tarjetas GPU.

La DPU no se soporta.

Se requieren dos PSU en modo redundante. El rendimiento del sistema se puede reducir en caso de que se produzca una falla en la
PSU.

No se admiten tarjetas periféricas que no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas periféricas superiores a 25 W.
Se requieren opticas activas de 85 C o DAC.

16 EDSFF E3. Configuracién de S

No se admite CPU>225 W.

Los RDIMM de capacidad igual o superior a 128 GB no son compatibles
No se soportan tarjetas GPU.

La DPU no se soporta.

Se requieren dos PSU en modo redundante. El rendimiento del sistema se puede reducir en caso de que se produzca una falla en la
PSU.

No se admiten tarjetas periféricas que no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas periféricas superiores a 25 W.
Se requieren Opticas activas de 85 C o DAC.

8 configuraciones de 2,5 pulgadas SAS/SATA; RAID NVMe/directas

No se admite CPU>225 W.

Los RDIMM de capacidad igual o superior a 128 GB no son compatibles
No se soportan tarjetas GPU.

La DPU no se soporta.

Se requieren dos PSU en modo redundante. El rendimiento del sistema se puede reducir en caso de que se produzca una falla en la
PSU.

No se admiten tarjetas periféricas que no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas periféricas superiores a 25 W.
Se requieren o6pticas activas de 85 C o DAC.

Configuracion de 10 SAS/SATA de 2,5 pulgadas

No se admite CPU>185 W.

Los RDIMM de capacidad igual o superior a 128 GB no son compatibles
No se soportan tarjetas GPU.

La DPU no se soporta.

Se requieren dos PSU en modo redundante. El rendimiento del sistema se puede reducir en caso de que se produzca una falla en la
PSU.

No se admiten tarjetas periféricas gue no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas periféricas superiores a 25 W.
Se requieren opticas activas de 85 C o DAC.

Configuracion de 4 x 3,5 pulgadas con 2 x EDSFF E3 posteriores. Unidades S

No se admite CPU>185 W.

Los RDIMM de capacidad igual o superior a 128 GB no son compatibles
No se soportan tarjetas GPU.

La DPU no se soporta.
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Se requieren dos PSU en modo redundante. El rendimiento del sistema se puede reducir en caso de que se produzca una falla en la
PSU.

No se admiten tarjetas periféricas que no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas periféricas superiores a 25 W.
Se requieren dpticas activas de 85 C o DAC.

Entorno ASHRAE A4

8 EDSFF E3. Configuracion S (170 frontal con capacidad de pasillo frio)

No se admite CPU>185 W.

Los RDIMM de capacidad igual o superior a 128 GB no son compatibles
No se soporta DC-MHS BOSS-N1 en la parte posterior del sistema.

No se soportan tarjetas GPU.

La DPU no se soporta.

Se requieren dos PSU en modo redundante. El rendimiento del sistema se puede reducir en caso de que se produzca una falla en la
PSU.

No se admiten tarjetas periféricas que no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas periféricas superiores a 25 W.
Se requieren o6pticas activas de 85 C o DAC.

16 EDSFF E3. Configuracion de S

No se admite CPU>185 W.

Los RDIMM de capacidad igual o superior a 128 GB no son compatibles
No se soporta DC-MHS BOSS-N1.

No se soportan tarjetas GPU.

La DPU no se soporta.

Se requieren dos PSU en modo redundante. El rendimiento del sistema se puede reducir en caso de que se produzca una falla en la
PSU.

No se admiten tarjetas periféricas que no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas periféricas superiores a 25 W.
Se requieren dpticas activas de 85 C o DAC.

8 configuraciones de 2,5 pulgadas SAS/SATA; RAID NVMe/directas

No se admite CPU>185 W.

Los RDIMM de capacidad igual o superior a 128 GB no son compatibles
No se soporta DC-MHS BOSS-NT1.

No se soportan tarjetas GPU.

La DPU no se soporta.

Se requieren dos PSU en modo redundante. El rendimiento del sistema se puede reducir en caso de que se produzca una falla en la
PSU.

No se admiten tarjetas periféricas que no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas periféricas superiores a 25 W.
Se requieren opticas activas de 85 C o DAC.

10 configuraciones de 2,5 pulgadas SAS/SATA; RAID NVMe/directas

No se admite CPU>165 W.

Los RDIMM de capacidad igual o superior a 128 GB no son compatibles
No se soporta DC-MHS BOSS-NT1.

No se soportan tarjetas GPU.

La DPU no se soporta.

Se requieren dos PSU en modo redundante. El rendimiento del sistema se puede reducir en caso de que se produzca una falla en la
PSU.

No se admiten tarjetas periféricas gue no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas periféricas superiores a 25 W.
Se requieren opticas activas de 85 C o DAC.

Configuracion de 4 x 3,5 pulgadas con 2 x EDSFF E3 posteriores. Unidades S
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No se admite CPU>165 W.

Los RDIMM de capacidad igual o superior a 128 GB no son compatibles
No se soporta DC-MHS BOSS-NT1.

No se soportan tarjetas GPU.

La DPU no se soporta.
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e Se requieren dos PSU en modo redundante. El rendimiento del sistema se puede reducir en caso de que se produzca una falla en la
PSU.

e No se admiten tarjetas periféricas que no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas periféricas superiores a 25 W.
e Se requieren dpticas activas de 85 C o DAC.

®| NOTA: No hay restricciones especificas para el entorno ASHRAE A2.

Restricciones adicionales

Para las configuraciones de 1/0 posteriores con 25 GB y superiores, las tarjetas PCle/OCP de 25 Gb requieren épticas activas de 85 °C o
DAC.

Las Opticas activas de 85 °C son SFP28 y QSFP+
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Instalacion y configuracion inicial del sistema

En esta seccion, se describen las tareas para la instalacion inicial y la configuracion del sistema Dell. En esta seccion, también se
proporcionan pasos generales para configurar el sistema y guias de referencia para obtener informacion detallada.

Temas:

¢ Configuracion del sistema
e Configuracion de iDRAC
*  Recursos para instalar el sistema operativo

Configuracion del sistema

Realice los siguientes pasos para configurar el sistema:

Pasos

1. Desempaque el sistema.

2. Instale el sistema en el rack. Para obtener mas informacion, consulte las guias de accesorios de manejo de cables e instalacion de rieles
correspondientes a la solucion de administracion de cables vy rieles en Manuales de PowerEdge.

3. Conecte los periféricos al sistema y el sistema a la toma de corriente.
4. Encienda el sistema.

Para obtener informacién sobre la configuracion del sistema, consulte la Guia de introduccion enviada con el sistema.
@ NOTA: Para obtener informacion sobre la administracion de la configuracion basica y las caracteristicas del sistema, consulte el
capitulo Aplicaciones de administracion previas al sistema operativo.

Configuracion de iDRAC

La Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) esta disefiada para mejorar su productividad, como administrador del sistema,
y mejorar la disponibilidad general de los servidores de Dell. La iDRAC alerta sobre los problemas del sistema, le ayuda a realizar la
administracion remota del sistema y reduce la necesidad de obtener acceso fisico al sistema.

Para configurar la direccion IP de iDRAC:

Para permitir la comunicacion entre el sistema y la iDRAC, primero debe configurar los ajustes de red en funcién de la infraestructura de
red. La opcién de configuracion de red esté establecida en DHCP de manera predeterminada.

@l NOTA: Si desea una configuracion de IP estéatica, debe solicitarla en el momento de la compra.

Puede configurar la direccion IP de iDRAC mediante una de las interfaces que se muestran en la tabla siguiente. Para obtener informacion
sobre cémo configurar la direccion IP de iDRAC, consulte los enlaces de documentacion que se proporcionan en la tabla siguiente.

Tabla 44. Interfaces para configurar la direccién IP de iDRAC

Interfaz Vinculos de documentacién

Utilidad de configuracion de iDRAC Guia del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller en
Manuales de iIDRAC o, para acceder a la Guia del usuario de
Integrated Dell Remote Access Controller especifica del sistema,
vaya a Manuales de PowerEdge > pégina de Soporte para
productos del sistema > Documentacion.
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Tabla 44. Interfaces para configurar la direccién IP de iDRAC (continuacién)

Interfaz Vinculos de documentacion

@ NOTA: Para determinar la versién més reciente de iDRAC
para la plataforma y para obtener la version més reciente
de la documentacion, consulte el articulo de la base de
conocimientos KB305325.

iDRAC Direct Guia del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller en
Manuales de iIDRAC o, para acceder a la Guia del usuario de
Integrated Dell Remote Access Controller especifica del sistema,
vaya a Manuales de PowerEdge > pagina de Soporte para
productos del sistema > Documentacion.
@ NOTA: Para determinar la versién més reciente de iDRAC
para la plataforma y para obtener la versién més reciente
de la documentacion, consulte el articulo de la base de
conocimientos KB305325.

@ NOTA: Para acceder a la iDRAC, asegurese de conectar el cable USB 2.0 Type-C al puerto dedicado de iDRAC en la parte frontal del
sistema.

Opciones para iniciar sesion en iDRAC

Para iniciar sesion en la interfaz de usuario web de iDRAC, abra un navegador e ingrese la direccion IP.
Puede iniciar sesion en iDRAC como:

e Usuario de iDRAC

o Usuario de Microsoft Active Directory

e Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)

En la pantalla de inicio de sesidn que aparece, si optd por el acceso predeterminado seguro a iDRAC, el nombre de usuario predeterminado
es root e introduzca la contrasefia predeterminada segura de iDRAC disponible en la parte posterior de la etiqueta de informacion. Si
opt6 por la contraseria heredada, utilice el nombre de usuario y la contrasefia de iDRAC heredados (root y calvin). La contrasefia

predeterminada de iDRAC estara en blanco en la etiqueta de informacion. Luego, se le solicitara que cree una contrasefia de su eleccion
antes de continuar. También puede iniciar sesién mediante Single Sign On o la tarjeta inteligente.

@ NOTA: Asegurese de cambiar el nombre de usuario y la contrasefia predeterminados después de configurar la direccion IP de la
iDRAC.

Para obtener més informacion sobre el registro en las licencias de iIDRAC e iDRAC, consulte la version méas reciente de Guia del usuario de
Integrated Dell Remote Access Controller.

@ NOTA: Para determinar la version mas reciente de iDRAC para la plataforma y para obtener la version mas reciente de la
documentacion, consulte el articulo de la base de conocimientos KB78115.

También puede acceder a iIDRAC mediante el protocolo de linea de comandos de RACADM. Para obtener mas informacién, consulte Guia
de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller.

También puede acceder a iDRAC mediante la herramienta de automatizacion, Redfish API. Para obtener mas informacion, consulte Guia de
API de Redfish de la Guia del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller.

Recursos para instalar el sistema operativo

Si el sistema se envia sin sistema operativo, puede instalar un sistema operativo compatible mediante uno de los recursos que se
proporcionan en la tabla que se incluye a continuacion. Para obtener informacion sobre como instalar el sistema operativo, consulte los
enlaces de documentacion que se proporcionan en la tabla siguiente.
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Tabla 45. Recursos para instalar el sistema operativo

Recurso Vinculos de documentacion

iDRAC Gufa del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller, o bien para obtener la Guia del usuario de
Integrated Dell Remote Access Controller de un sistema especifico, vaya a la pagina Manuales de PowerEdge >
Soporte del producto de su sistema > Documentacién.

@ NOTA: Para determinar la version més reciente de iDRAC para la plataforma y para obtener la versién mas
reciente de la documentacion, consulte el articulo de la base de conocimientos en KB78115.

Lifecycle Controller Gufa del usuario de Dell Lifecycle Controller en Manuales de iDRAC o para obtener la Guia del usuario

de Dell Lifecycle Controller especifica del sistema, vaya a Manuales de PowerEdge > la pagina Soporte

para productos del sistema > Documentacion. Dell Technologies recomienda usar Lifecycle Controller para
instalar el sistema operativo, ya que todos los controladores necesarios se instalan en el sistema.

@ NOTA: Para determinar la versién més reciente de iDRAC para la plataforma y para obtener la versibn mas
reciente de la documentacioén, consulte el articulo de la base de conocimientos en KB78115.

@ NOTA: Para obtener mas informacion sobre la instalacion y los videos de instrucciones para sistemas operativos que son compatibles
con sistemas PowerEdge, consulte Sistemas operativos compatibles con sistemas Dell PowerEdge.

Opciones para descargar controladores y firmware

Puede descargar el firmware desde el sitio de soporte de Dell. Para obtener informacion sobre como descargar el firmware, consulte la
seccion Descarga de controladores y firmware.

También puede elegir cualquiera de las siguientes opciones para descargar el firmware. Para obtener informacién sobre cémo descargar el
firmware, consulte los enlaces de documentacion que se proporcionan en la tabla siguiente.

Tabla 46. Opciones para descargar firmware

Opcién Vinculo de documentacion

Mediante Integrated Dell Remote Access Controller Lifecycle manuales de idrac
Controller (iDRAC con LC)

Uso de los medios virtuales de iDRAC manuales de idrac

Opciones para descargar e instalar los controladores del sistema
operativo

Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones para descargar € instalar los controladores del sistema operativo. Para obtener
informacion acerca de como descargar o instalar los controladores del sistema operativo, consulte los enlaces de documentacion que se
proporcionan en la tabla siguiente.

Tabla 47. Opciones para descargar e instalar los controladores del sistema operativo

Opcion Documentacién
Sitio de soporte de Dell Seccién Descarga de controladores y firmware.
Medios virtuales de iDRAC Guia del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller o

bien, para obtener la especifica del sistema, vaya a la pagina Guia
del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller > Soporte
del producto de su sistema > Documentacion.
@ NOTA: Para determinar la version més reciente de iDRAC
para la plataforma y obtener la version mas reciente de la
documentacioén, consulte las versiones de iIDRAC y notas de la
version.
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Descarga de controladores y firmware
Se recomienda que descargue e instale el BIOS, los controladores y el firmware de administracion de sistemas mas reciente en el sistema.

Requisitos previos

Asegurese de borrar la caché del navegador web antes de descargar los controladores vy el firmware.

Pasos

1. Vaya a Controladores.

2. Ingrese la etiqueta de servicio del sistema en el campo Ingresar etiqueta de servicio de Dell, ID de producto de Dell o modelo y
presione Intro.

®| NOTA: Si no tiene la etiqueta de servicio, haga clic en Ver todos los productos y navegue hasta su producto.
3. Enla pagina del producto que aparece, haga clic en Controladores y descargas.

En la p4gina Controladores y descargas, se muestran todos los controladores que corresponden al sistema.
4. Descargue los controladores en una unidad USB, un CD o un DVD.
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Aplicaciones de administracion previas al
sistema operativo

Puede administrar la configuracién bésica y las caracteristicas de un sistema sin necesidad de iniciar el sistema operativo mediante el uso
del firmware del sistema.

Opciones que se utilizan para administrar las aplicaciones
previas al sistema operativo

Puede utilizar cualquiera de las siguientes opciones para administrar las aplicaciones previas al sistema operativo:
e Configuracion del sistema

e Administrador de arranque

e Entorno de ejecucion previa al inicio (PXE)

Temas:

e Configuracion del sistema
¢ Administrador de arranque
e Arranque de PXE

Configuracion del sistema

Mediante la opcién Configuracion del sistema, puede configurar los ajustes del BIOS, los ajustes de iDRAC y los ajustes del dispositivo
del
sistema.

Puede acceder a la configuracion del sistema mediante cualquiera de las siguientes interfaces:

e Interfaz gréfica de usuario: para acceder, vaya al tablero de iDRAC, haga clic en Configuraciones > Configuracién del BIOS.
e Navegador de texto: para activar el navegador de texto, utilice el redireccionamiento de consola.

Para ver
Configuracion del sistema, encienda el sistema, presione F2 y haga clic en Mena principal de configuracion del sistema.

@ NOTA: Si el sistema operativo comienza a cargar antes de presionar F2, espere a que el sistema termine de iniciar, reinicielo e intente
nuevamente.

En la tabla a continuacion,
se describen las opciones de la pantalla Menu principal de la configuracion del sistema:

Tabla 48. Menu principal de configuracion del sistema

Opcion Descripcion
BIOS del sistema Permite configurar los ajustes del BIOS.
Configuracion de iDRAC Permite establecer la configuracion de la iDRAC. La utilidad iDRAC

es una interfaz que se puede utilizar para configurar los parédmetros
de iDRAC. Puede habilitar o deshabilitar diversos parametros de
iDRAC mediante la utilidad iDRAC. Para obtener més informacion
acerca de esta utilidad, consulte Guia del usuario de Integrated Dell
Remote Access Controller en Manuales de PowerEdge.
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Tabla 48. Menu principal de configuracién del sistema (continuacion)

Opcién Descripcion

Configuracion del dispositivo Permite configurar ajustes para dispositivos como controladoras de
almacenamiento o tarjetas de red.

Ajustes de la etiqueta de servicio Permite configurar la etiqueta de servicio del sistema.

BIOS del sistema

Consulte las opciones comunes del BIOS del sistema aqui: Soporte de recursos de soluciones generales | Documentacion | Dell EE. UU. >
Manuales y documentos > Configurar el BIOS en servidores Dell PowerEdge de 17.2 generacion.

Configuracion de iDRAC

La configuracion de la iDRAC es una interfaz que se puede utilizar para establecer y configurar los pardmetros de la iDRAC utilizando UEFI.
Puede habilitar o deshabilitar diversos paréametros de la iIDRAC mediante la configuracion de la iDRAC.
NOTA: Para acceder a algunas funciones de la configuracién de la iDRAC se requiere la actualizacion de la licencia de iDRAC

Enterprise.

Para obtener més informacién sobre cémo usar iDRAC, consulte la Guia del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller en
Manuales de iDRAC.

Configuracion del dispositivo

La Configuracion del dispositivo le permite configurar los parametros del dispositivo, como las controladoras de almacenamiento o las
tarjetas de red.

Administrador de arranque

La pantalla Administrador de arranque permite seleccionar las opciones de arranque y las utilidades de diagnostico.

Para ingresar al Administrador de arranque, encienda el sistema y presione F11.

Tabla 49. Detalles del Administrador de arranque

Opcién Descripcion

Continuar inicio normal El sistema intenta iniciar los dispositivos empezando por el primer elemento en el
orden de inicio. Si el intento de inicio falla, el sistema lo intenta con el siguiente
elemento y asi sucesivamente hasta iniciar uno o acabar con las opciones existentes.

Menu de arranque por unica vez del UEFI Permite acceder al menu de arranque, donde puede seleccionar un dispositivo de
arranque por Unica vez para iniciar.

Iniciar Configuracion del sistema Permite acceder a Configuracion del sistema.

Utilidades del sistema Permite iniciar el menu de utilidades del sistema, como el inicio de diagndsticos, el

explorador de archivos de actualizacion del BIOS vy el reinicio del sistema.

Arranque de PXE

Puede utilizar la opcién de ambiente de ejecucion previo al arranque (PXE) para iniciar y configurar los sistemas en red de manera remota.

Para acceder a la opcion Arranque de PXE, inicie el sistema y presione F12 durante la POST en lugar de utilizar la secuencia de arranque
estandar de la configuracion del BIOS. No aparecera ningn menu ni le permitird administrar los dispositivos de red.
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Validacion de la configuracion de
administracion del sistema y minima para
POST

En esta seccion, se describe la validacion de la configuracion de administracion de sistema y el requisito minimo del sistema para POST del
sistema Dell.

Temas:

¢ Configuracion minima para POST

Configuracion minima para POST

Los componentes que se enumeran a continuacion son la configuracion minima para POST:

Un procesador

Un mddulo de memoria (DIMM) en la ranura A1

1. Solo se permiten 32 GB para 1 DIMM por cada procesador Intel® Xeon® 6 E-core, con funciones limitadas.

2. Solo se permiten 16 GB o 32 GB para 1 DIMM por cada procesador Intel® Xeon® 6 P-core, con funciones limitadas.
Una sola unidad de fuente de alimentacion

Maédulo de procesador de host (HPM)

Placa del ventilador

Placa intercaladora de alimentacion (PIB)

DC-SCM

Kit de cable de intrusion

@l NOTA: Anteriormente, el HPM se denominaba tarjeta madre.
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Validacion de la configuracion

La nueva generacion de sistemas Dell ha agregado flexibilidad de interconexién y caracteristicas avanzadas de administracion de iDRAC
para recolectar informacion precisa sobre la configuracion del sistema e informar errores de configuracion.

Cuando se enciende el sistema, se obtiene informacién sobre los cables, las tarjetas elevadoras, los backplanes, las fuentes de
alimentacion, la tarjeta flotante (fPERC, PERC del adaptador o BOSS) y el procesador instalados a partir de CPLD y se analizan las
asignaciones de memoria del backplane. Esta informacion forma una configuracion Unica, que se compara con una de las configuraciones
calificadas que estan almacenadas en una tabla mantenida por iDRAC.

Uno o0 més sensores se asignan a cada uno de los elementos de configuracion. Durante la POST, cualquier error de validacion de
configuracion se registra en el registro de eventos del sistema (SEL). Los eventos notificados se categorizan en la tabla de error de
validacion de la configuracion.

Tabla 50. Error de validacién de la configuracion

de administracion mientras hay una
comprobacion de inventario en ejecucion.

Error Descripcion Causa posible y Ejemplo
recomendaciones
Error de Un elemento de configuracion dentro de Configuracion incorrecta Error de configuracion:
configuraciéon | la coincidencia méas cercana contiene algo CTRS_SRC_SA1y BP-DST_SA1 del
inesperado y no coincide con ninguna cable del backplane
configuracion calificada por Dell. - - >
El elemento notificado en Error de configuracion: cable SL
los errores de HWC8010 PLANAR_SL2 y CTRL_DST_PA1
estd ensamblado de manera
incorrecta. Verifique la
colocacion del elemento
(cable, tarjetas elevadoras,
etc.) en el sistema.
Falta la iDRAC encontré un elemento de Cable, dispositivo o pieza Falta la configuracion: tarjeta flotante,
configuracién | configuracidn que no esta presente dentro de | dafiada o perdida HBA/PERC frontal, HBA/PERC de
la coincidencia méas cercana detectada. adaptador
El elemento o el cable Falta la configuracion: cable SL
faltante se informa en PLANAR_SL8 y CTRL_DST_PA1
los registros de error
de HWCB8010. Instale el
elemento faltante (cable,
tarjetas elevadoras, etc.).
Error de Un elemento de configuracion no responde Comunicaciéon de banda Error de comunicacion: backplane 2
comunicaciéon | ala iDRAC mediante la interfaz lateral de la administracion

de sistema

Desconecte la alimentacion
de CA, vuelva a colocar

el elemento y reemplace

el elemento si el problema
persiste.

Validacion de la configuracion 51



Desmontaje y reensamblaje

Temas:

* Instrucciones de seguridad

¢ Antes de trabajar en el interior de su equipo

*  Después de trabajar en el interior del sistema

e  Herramientas recomendadas

*  Bisel frontal opcional

e Cubierta del sistema

e  Cubierta para flujo de aire

e Ventiladores

¢ Cubierta del backplane para unidades

. Unidades

e Extraccion de un disco duro de relleno de 3,5 pulgadas

* Instalacion de un disco duro de relleno de 3,5 pulgadas

e Extraccion de un portaunidades de disco duro de 3,5 pulgadas
*  Extraccion de una unidad de 3.5 pulgadas del portaunidades

e Instalacion de una unidad de 3.5 pulgadas en el portaunidades
¢ Instalacion de un portaunidades de disco duro de 3,5 pulgadas
¢ Unidades posteriores

*  Backplane de unidades

e Soportes de pared laterales

e Soporte central

. Enrutamiento de cables

e Memoria del sistema

*  Procesador y disipador de calor

e Tarjetas PERC

* Tarjetas elevadoras de tarjeta de expansion y tarjetas de expansion
e Modulo SSD M.2

¢  Placa mediadora de M.2 opcional

¢ Mobdulo BOSS-N1DC-MHS opcional

e Tarjeta OCP NIC opcional

e Maodulo de control seguro del centro de datos (DC-SCM)

*  Placa de ético

« USBinterno

*  Bateria del sistema

*  Interruptor de intrusion

e Fuente de alimentacion

e Mobdulo DB9+RJ45

*  Modulo de plataforma segura

*  Placa de HPM

. Panel de control

Instrucciones de seguridad

A PRECAUCION: Siempre que necesite levantar el sistema, pida la ayuda de otros. Con el fin de evitar lesiones, no intente
levantar el sistema usted solo.
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PRECAUCION: Asegirese de que dos o mas personas levanten el sistema de forma horizontal desde la caja y lo coloquen
sobre una superficie plana, un elevador de rack o en los rieles.

AVISO: Abrir o quitar la cubierta del sistema mientras este esta sistemaencendido podria exponerlo a riesgo de
descargas eléctricas.

AVISO: No utilice el sistema sin la cubierta durante mas de cinco minutos. Si se utiliza el sistema sin la cubierta se
podrian dafiar los componentes.

PRECAUCION: Muchas de las reparaciones deben ser realizadas Gnicamente por un técnico de servicio autorizado. El
usuario debe llevar a cabo Gnicamente las tareas de solucién de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en
la documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y soporte en linea o por teléfono. Los dafios
causados por reparaciones no autorizadas por Dell no estan cubiertos por la garantia. Lea y siga las instrucciones de
seguridad que se envian con el producto.

NOTA: Se recomienda utilizar siempre una alfombirilla y una mufiequera antiestaticas al manipular los componentes del interior del
sistema.

PRECAUCION: Para garantizar un funcionamiento y un enfriamiento adecuados, todas las bahias y los ventiladores del
sistema deben estar ocupados con un componente o médulo de relleno.

NOTA: Utilice solo un transceptor de fibra Optica que sea un producto laser de clase | certificado.

PRECAUCION: No instale GPU, tarjetas de red u otros dispositivos de PCle en el sistema que no hayan sido validados
y probados por Dell. El dafio causado por la instalacién de hardware no autorizada e invalidada anulara la garantia del
sistema.

Antes de trabajar en el interior de su equipo

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Pasos

1.

2.
3.

Apague el sistema y todos los periféricos conectados.
Desconecte el sistema de la toma de corriente y desconecte los periféricos.
Quite el sistema del rack, si corresponde.

Para obtener mas informacion, consulte la Guia de instalacion del riel correspondiente a sus soluciones de rieles en Manuales de
PowerEdge.

Quite la cubierta del sistema.

@ NOTA: Cuando quite los componentes intercambiables en caliente de la parte frontal o posterior del sistema, no quite la cubierta
del sistema.

Después de trabajar en el interior del sistema

Requisitos previos

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Pasos

1.

2,

Coloque las cubiertas del sistema .
Instale el sistema en el rack, si corresponde.
Para obtener mas informacion, consulte la Guia de instalacion del riel correspondiente a su sistema en Manuales de PowerEdge.

Vuelva a conectar los periféricos, conéctelos a la toma de corriente y, a continuacion, encienda el sistema.
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Herramientas recomendadas

Necesita algunas de las siguientes herramientas o todas para llevar a cabo los procedimientos de extraccion e instalacion:
Llave para la cerradura del bisel. La llave es necesaria Unicamente si el sistema incluye un bisel.
Destornillador Phillips n.© 1

Destornillador Phillips n.2 2

Destornillador Torx T6

Destornillador Torx T30

Punzén de plastico

Destornillador de punta plana de 1/4 de pulgada

Muriequera de conexion a tierra conectada a tierra

Estera protegida contra descargas electrostéticas

Alicates de punta fina

Bisel frontal opcional

Extraccion del bisel frontal

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Mantenga la llave del bisel al alcance de su mano.

®| NOTA: La llave del bisel forma parte del paquete del bisel.

Pasos

1. Gire la llave hacia la derecha para desbloguear el bisel.

2. Presione el botén de liberacion y desenganche el extremo izquierdo del bisel.
3. Desenganche el extremo derecho y quite la cubierta.

(3)
Ve

NI

llustraciéon 36. Extraccion del bisel frontal
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®| NOTA: El bisel frontal no esta disponible en un sistema con configuracion de |70 frontal.

Siguientes pasos

Vuelva a colocar el bisel frontal.

Instalacion del bisel frontal

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Localice y extraiga la llave del bisel.

®| NOTA: La llave del bisel forma parte del paquete del bisel.

Pasos

1. Alinee ¢ inserte las pestafias del bisel en las ranuras del sistema.

2. Presione el bisel hasta que el botdn de liberacion encaje en su lugar.

3. Gire la llave en sentido contraria a las agujas del reloj para bloquear el bisel.

llustracion 37. Instalacion del bisel frontal

Cubierta del sistema

Extraccion de la cubierta del sistema

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Apague el sistema y todos los periféricos conectados.
3. Desconecte el sistema de la toma de corriente y los periféricos.
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Pasos

1. Con un destornillador Phillips n.2 2 o un destornillador de cabeza plana de 1/4 de pulgada, gire la cerradura en el sentido contrario a las
agujas del reloj hacia la posicion de desbloqueo.

2. Levante el pestillo de liberacion hasta que la cubierta del sistema se deslice hacia atrés.

3. Levante la cubierta para quitarla del sistema.

llustracion 38. Extraccion de la cubierta del sistema

Siguientes pasos

Vuelva a colocar la cubierta del sistema.

Instalacion de la cubierta del sistema

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Asegurese de que todos los cables internos estén conectados y colocados correctamente, y de que no queden herramientas ni piezas
adicionales dentro del sistema.

Pasos
1. Alinee las lengtietas de la cubierta del sistema con las ranuras guia y deslice la cubierta del sistema.
2. Cierre el pestillo de liberacién de la cubierta del sistema.

3. Con un destornillador Phillips n.2 2 o un destornillador de cabezal plano de 1/4 de pulgada, gire la cerradura en el sentido de las agujas
del reloj hacia la posicion de blogueo.
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llustracion 39. Instalacion de la cubierta del sistema

Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Cubierta para flujo de aire

Extraccion de la cubierta para flujo de aire

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Quite la cubierta del sistema

Pasos

Sujete los bordes de la cubierta para flujo de aire y levantela para extraerla del sistema.
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llustracion 40. Extraccion de la cubierta para flujo de aire

Siguientes pasos

Reemplace la cubierta para flujo de aire.

Instalacion de la cubierta para flujo de aire

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

Pasos

Alinee y baje la cubierta para flujo de aire hasta que quede firmemente asentada en el sistema.
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llustracion 41. Instalacion de la cubierta para flujo de aire

Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Ventiladores

Extraccion de un ventilador

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
3. Quite la cubierta del sistema

Pasos

Sujetando los bordes naranja y negro en el médulo del ventilador, levante el mddulo del ventilador de enfriamiento para desconectarlo del
conector en la placa del ventilador.
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llustracion 42. Extraccion de un ventilador de enfriamiento

Siguientes pasos

Reemplace un ventilador de enfriamiento.

Instalacion de un ventilador

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

Pasos

1. Alinee y baje el ventilador de enfriamiento en el conector de la placa del ventilador.
2. Presione el punto de contacto naranja en el médulo del ventilador de enfriamiento hasta que quede firmemente conectado.
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llustracion 43. Instalacion de un ventilador de enfriamiento

Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Cubierta del backplane para unidades

Extraccion de la cubierta del backplane de la unidad

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
3. Quite la cubierta del sistema.

Pasos

1. Deslice la cubierta del backplane de la unidad en la direccion de las flechas marcadas en la cubierta del backplane de la unidad.
2. Levante la cubierta del backplane de la unidad para extraerla del sistema.
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llustracion 44. Extraccion de la cubierta del backplane de la unidad

Siguientes pasos

1. Reemplace la cubierta del backplane de la unidad.
2. Reemplace la cubierta del sistema

Instalacion de la cubierta del backplane de la unidad

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
3. Quite la cubierta del sistema.

Pasos

1. Alinee la cubierta del backplane de la unidad con las ranuras guia del sistema.
2. Deslice la cubierta del backplane de la unidad hacia la parte frontal del sistema hasta que la cubierta del backplane encaje en su lugar.
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llustracion 45. Instalacién de la cubierta del backplane de la unidad

Siguientes pasos

1. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.
2. Vuelva a colocar la cubierta del sistema.

Unidades

Extraccion de un panel de relleno de unidad EDSFF E3.S

Requisitos previos
1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

A PRECAUCION: Para mantener un enfriamiento adecuado del sistema, se deben instalar unidades de relleno en todas las
ranuras de unidad vacias.

Pasos

Levante el boton de liberacion y deslice la unidad de relleno para quitarla de la ranura de unidad.
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llustracioén 46. Extraccién de un panel de relleno de unidad EDSFF E3.S

Siguientes pasos
1. Cologue el panel de relleno de unidad EDSFF E3.S.

Instalacion de un panel de relleno de unidad EDSFF E3.S

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Pasos

Deslice la unidad de relleno en la ranura de unidad hasta que el botén de liberaciéon encaje en su lugar.

llustracién 47. Instalacién de un panel de relleno de unidad EDSFF E3.S
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Extraccion de un portaunidades EDSFF E3.S

Requisitos previos

1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Prepare la unidad para la extraccién con el software de administracion. Si la unidad esté en linea, el indicador verde de actividad o falla

parpadeara mientras se apaga la unidad. Cuando los indicadores de la unidad se apaguen, la unidad esta lista para la extraccion. Para
obtener mas informacion, consulte la documentacion de la controladora de almacenamiento.

A PRECAUCION: Antes de intentar quitar o instalar una unidad cuando el sistema esta en funcionamiento, consulte
la documentacion de la tarjeta controladora de almacenamiento para asegurarse de que el adaptador de host esté
configurado correctamente y sea compatible con la extraccion e insercion de unidades.

A PRECAUCION: Para prevenir la pérdida de datos, asegtrese de que el sistema operativo sea compatible con la
instalacion de unidades. Consulte la documentacion incluida con el sistema operativo.

Pasos
1. Levante el botdn de liberacion para abrir el asa de liberacion del portaunidades.
2. Sujete el asa de liberacion del portaunidades y deslicelo para quitarlo de la ranura de unidad.

@ NOTA: Si no tiene previsto colocar otra unidad inmediatamente, instale un panel de relleno de unidad EDSFF E3.S en la ranura
vacia para mantener un enfriamiento adecuado del sistema.

llustracién 48. Extraccion de un portaunidades EDSFF E3.S

Siguientes pasos
Reemplace la unidad EDSFF E3.S o instale una unidad EDSFF E3.S de relleno.

Extraccion de una unidad EDSFF E3.S del portaunidades

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Quite el portaunidades.
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Pasos

1. Con un destornillador Torx n.© 6, quite los tornillos de los rieles deslizantes del portaunidades.

(+)

2. Levante la unidad para quitarla del portaunidades.

llustracién 49. Extraccion de una unidad EDSFF E3.S del portaunidades

Siguientes pasos

Instalacion de una unidad ESDFF E3.S en el portaunidades.

Instalacion de una unidad E3.S EDSFF en el portaunidades

Requisitos previos
1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Quite un portaunidades EDSFF E3.S.

Pasos

1. Inserte la unidad en el portaunidades con el conector de la unidad hacia la parte posterior del portaunidades.
2. Alinee los orificios para tornillos de la unidad con los orificios para tornillos del portaunidades.

3. Mediante un destornillador Torx n.© 6, fije la unidad al portaunidades con tornillos.

®| NOTA: Al instalar una unidad en el portaunidades, asegurese de que los tornillos se aprieten a 4 in-Ibf.

(+)
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llustracion 50. Instalacién de una unidad E3.S EDSFF en el portaunidades

Siguientes pasos

1.

Instale el portaunidades.

Instalacion de un portaunidades EDSFF E3.S

Requisitos previos

A
A
A
®

A
A

1.

PRECAUCION: Antes de quitar o instalar una unidad cuando el sistema esta en funcionamiento, consulte la
documentacién Manuales de la controladora de almacenamiento de la tarjeta controladora de almacenamiento para
asegurarse de que el adaptador de host esté configurado correctamente y sea compatible con la extraccion e insercién
de unidades.

PRECAUCION: No se pueden combinar unidades SAS y SATA en el mismo volumen de RAID.

PRECAUCION: Cuando instale una unidad, asegirese de que las unidades adyacentes estén instaladas por completo. Si
introduce un portaunidades e intenta bloquear el asa junto a un portaunidades parcialmente instalado, puede dafiar el
muelle del blindaje del portaunidades parcialmente instalado y dejarlo inservible.

NOTA: Asegurese de que el asa de liberacion del portaunidades se encuentre en posicion abierta antes de insertar el portaunidades en
la ranura.

PRECAUCION: Para prevenir la pérdida de datos, asegirese que el sistema operativo admite la instalacién de unidades
de intercambio directo. Consulte la documentacion incluida con el sistema operativo.

PRECAUCION: Cuando se instala una unidad de intercambio en caliente de repuesto y el sistema esta encendido, la
unidad comienza a reconstruirse automaticamente. Asegiirese de que la unidad de repuesto esté vacia o contenga datos
que desee sobrescribir. Cualquier dato en la unidad de repuesto se perdera inmediatamente después de instalarla.

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Quite el portaunidades o la unidad de relleno cuando desee ensamblar la unidad en el sistema.

Pasos

1.

Deslice el portaunidades en la ranura de unidad y empuje hasta que la unidad se conecte con el backplane.

2. Cierre el asa de liberacion del portaunidades para bloguear la unidad en su sitio.
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llustracion 51. Instalacién de un portaunidades EDSFF E3.S

Extraccion de un disco duro de relleno de 2,5 pulgadas

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

A PRECAUCION: Para mantener un enfriamiento adecuado del sistema, se deben instalar unidades de relleno en todas las
ranuras de unidad vacias.

Pasos

Presione el botdn de liberacion y deslice la unidad de relleno para quitarla de la ranura de unidad.

ll

llustracién 52. Extraccion de un disco duro de relleno de 2,5 pulgadas

Siguientes pasos

1. Reemplace la unidad de 2,5 pulgadas de relleno.
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Instalacion de un disco duro de relleno de 2,5 pulgadas

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Pasos

Inserte el portaunidades de disco duro de relleno en la ranura de disco duro y empuje el portaunidades de disco duro de relleno hasta que el
boton de liberacion encaje en su lugar.

llustracion 53. Instalacion de un disco duro de relleno de 2,5 pulgadas

Extraccion de un portaunidades de disco duro de 2,5 pulgadas

Requisitos previos

1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Prepare la unidad para la extraccion con el software de administracion. Si la unidad esté en linea, el indicador verde de actividad o falla
parpadeara mientras se apaga la unidad. Cuando los indicadores de la unidad se apaguen, la unidad esta lista para la extraccion. Para
obtener mas informacion, consulte la documentacion de la controladora de almacenamiento.

A PRECAUCION: Antes de intentar quitar o instalar una unidad cuando el sistema esta en funcionamiento, consulte
la documentacion de la tarjeta controladora de almacenamiento para asegurarse de que el adaptador de host esté
configurado correctamente y sea compatible con la extraccion e insercion de unidades.

A PRECAUCION: Para prevenir la pérdida de datos, asegirese de que el sistema operativo sea compatible con la
instalacion de unidades. Consulte la documentacion incluida con el sistema operativo.

Pasos

1. Presione el botdn de liberaciéon para abrir el asa de liberacion del portaunidades.
2. Sujete el asa y deslice el portaunidades para quitarlo de la ranura de unidad.

®| NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracion 54. Extraccion de un portaunidades de disco duro de 2,5 pulgadas

Siguientes pasos

Reemplace la unidad de 2,5 pulgadas o instale la unidad de relleno de 2,5 pulgadas.

Extraccion de una unidad de 2.5 pulgadas del portaunidades

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Quite el portaunidades.

Pasos
1. Con un destornillador Phillips n.® 1, quite los tornillos de los rieles deslizantes del portaunidades.

NOTA: Si el portaunidades del disco duro o SSD tiene un tornillo Torx, utilice el destornillador Torx 6 (para unidades de
2,5 pulgadas) para extraer la unidad.o

2. Levante la unidad para quitarla del portaunidades.
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llustracion 55. Extraccion de una unidad de 2,5 pulgadas del portaunidades

Siguientes pasos

Instalacion de una unidad de 2,5 pulgadas en el portaunidades.

Instalacion de una unidad de 2.5 pulgadas en el portaunidades

Requisitos previos
1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Quite el portaunidades.

Pasos

1. Introduzca la unidad en el portaunidades de disco duro con el extremo del conector de la unidad de disco duro hacia la parte trasera del
portaunidades de disco duro.

2. Alinee los orificios para tornillos de la unidad con los orificios para tornillos del portaunidades.

3. Con un destornillador Phillips n.© 1, reemplace los tornillos para fijar la unidad al portaunidades.
NOTA: Si el portaunidades del disco duro o SSD tiene un tornillo Torx, utilice el destornillador Torx 6 (para unidades de
2,5 pulgadas) para instalar la unidad.o
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llustracion 56. Instalacién de una unidad en el portaunidades

Siguientes pasos

1.

Instale el portaunidades.

Instalacion de un portaunidades de disco duro de 2,5 pulgadas

Requisitos previos

A
A
A
®

A
A

1.

PRECAUCION: Antes de quitar o instalar una unidad cuando el sistema esta en funcionamiento, consulte la
documentacién Manuales de la controladora de almacenamiento de la tarjeta controladora de almacenamiento para
asegurarse de que el adaptador de host esté configurado correctamente y sea compatible con la extraccion e insercién
de unidades.

PRECAUCION: No se pueden combinar unidades SAS y SATA en el mismo volumen de RAID.

PRECAUCION: Cuando instale una unidad, asegirese de que las unidades adyacentes estén instaladas por completo. Si
introduce un portaunidades e intenta bloquear el asa junto a un portaunidades parcialmente instalado, puede dafiar el
muelle del blindaje del portaunidades parcialmente instalado y dejarlo inservible.

NOTA: Asegurese de que el asa de liberacion del portaunidades se encuentre en posicion abierta antes de insertar el portaunidades en
la ranura.

PRECAUCION: Para prevenir la pérdida de datos, asegirese que el sistema operativo admite la instalacién de unidades
de intercambio directo. Consulte la documentacion incluida con el sistema operativo.

PRECAUCION: Cuando se instala una unidad de intercambio en caliente de repuesto y el sistema esta encendido, la
unidad comienza a reconstruirse automaticamente. Asegiirese de que la unidad de repuesto esté vacia o contenga datos
que desee sobrescribir. Cualquier dato en la unidad de repuesto se perdera inmediatamente después de instalarla.

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Quite el portaunidades o la unidad de relleno cuando desee ensamblar la unidad en el sistema.

Pasos

1.
2.

Presione el botdn de liberacion en la parte frontal del portaunidades para abrir el asa de liberacion.
Inserte y deslice el portaunidades en la ranura de unidad.

3. Cierre el asa de liberacion del portaunidades hasta que encaje en su lugar.
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@l NOTA: Los niUmeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

llustracién 57. Instalacion de un portaunidades de disco duro de 2,5 pulgadas

Extraccion de un disco duro de relleno de 3,5 pulgadas

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Extraiga el bisel frontal en caso de que esté instalado.

A PRECAUCION: Para mantener un enfriamiento adecuado del sistema, se deben instalar unidades de relleno en todas las
ranuras de unidad vacias.

Pasos

Presione el botdn de liberacion y deslice la unidad de relleno para quitarla de la ranura de unidad.

llustracion 58. Extraccion de un disco duro de relleno de 3,5 pulgadas

Siguientes pasos

1. Reinstale el backplane de unidades de 3,5 pulgadas de relleno.
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Instalacion de un disco duro de relleno de 3,5 pulgadas

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Extraiga el bisel frontal en caso de que esté instalado.

Pasos

Inserte el portaunidades de disco duro de relleno en la ranura de disco duro y empuije el portaunidades de disco duro de relleno hasta que el
botdn de liberacion encaje en su lugar.

llustracién 59. Instalacién de un disco duro de relleno de 3,5 pulgadas

Siguientes pasos

1. Instale el bisel frontal, si se quito.

Extraccion de un portaunidades de disco duro de
3,5 pulgadas

Requisitos previos

1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Extraiga el bisel frontal.

3. Prepare la unidad para la extraccion con el software de administracion. Si la unidad esta en linea, el indicador verde de actividad o falla

parpadearg mientras se apaga la unidad. Cuando los indicadores de la unidad se apaguen, la unidad esta lista para la extraccion. Para
obtener mas informacion, consulte la documentacion de la controladora de almacenamiento.

A PRECAUCION: Antes de intentar quitar o instalar una unidad cuando el sistema esta en funcionamiento, consulte
la documentacion de la tarjeta controladora de almacenamiento para asegurarse de que el adaptador de host esté
configurado correctamente y sea compatible con la extraccion e insercién de unidades.

A PRECAUCION: Para prevenir la pérdida de datos, asegtrese de que el sistema operativo sea compatible con la
instalacion de unidades. Consulte la documentacion incluida con el sistema operativo.

Pasos

1. Presione el botdn de liberaciéon para abrir el asa de liberacion del portaunidades.
2. Sujete el asa y deslice el portaunidades para quitarlo de la ranura de unidad.

®| NOTA: Los numeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracién 60. Extraccion de un portaunidades de disco duro de 3,5 pulgadas

Siguientes pasos

Reemplace la unidad de 3,5 pulgadas o instale la unidad de relleno de 3,5 pulgadas.

Extraccion de una unidad de 3.5 pulgadas del
portaunidades

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Quite el portaunidades.

Pasos
1. Con un destornillador Phillips n.® 1, quite los tornillos de los rieles deslizantes del portaunidades.

NOTA: Si el portaunidades del disco duro o SSD tiene un tornillo Torx, utilice el destornillador Torx 6 (para unidades de
3,5 pulgadas) para extraer la unidad.o

2. Levante la unidad para quitarla del portaunidades.
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llustracion 61. Extraccion de una unidad de 3,5 pulgadas del portaunidades

Siguientes pasos

Instalacion de una unidad de 3,5 pulgadas en el portaunidades.

Instalaciéon de una unidad de 3.5 pulgadas en el
portaunidades

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Quite el portaunidades.

Pasos

1. Introduzca la unidad en el portaunidades de disco duro con el extremo del conector de la unidad de disco duro hacia la parte trasera del
portaunidades de disco duro.
2. Alinee los orificios para tornillos de la unidad con los orificios para tornillos del portaunidades.
3. Con un destornillador Phillips n.© 1, reemplace los tornillos para fijar la unidad al portaunidades.
NOTA: Si el portaunidades del disco duro o SSD tiene un tornillo Torx, utilice el destornillador Torx 6 (para unidades de
3,5 pulgadas) para instalar la unidad.o
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llustracion 62. Instalacién de una unidad en el portaunidades

Siguientes pasos

1.

Instale el portaunidades.

Instalacion de un portaunidades de disco duro de

3,

5 pulgadas

Requisitos previos

A
A
A
®

A
A

1.

PRECAUCION: Antes de quitar o instalar una unidad cuando el sistema esta en funcionamiento, consulte la
documentacién Manuales de la controladora de almacenamiento de la tarjeta controladora de almacenamiento para
asegurarse de que el adaptador de host esté configurado correctamente y sea compatible con la extraccion e insercién
de unidades.

PRECAUCION: No se pueden combinar unidades SAS y SATA en el mismo volumen de RAID.

PRECAUCION: Cuando instale una unidad, asegirese de que las unidades adyacentes estén instaladas por completo. Si
introduce un portaunidades e intenta bloquear el asa junto a un portaunidades parcialmente instalado, puede dafiar el
muelle del blindaje del portaunidades parcialmente instalado y dejarlo inservible.

NOTA: Asegurese de que el asa de liberacion del portaunidades se encuentre en posicion abierta antes de insertar el portaunidades en
la ranura.

PRECAUCION: Para prevenir la pérdida de datos, asegirese que el sistema operativo admite la instalacién de unidades
de intercambio directo. Consulte la documentacién incluida con el sistema operativo.

PRECAUCION: Cuando se instala una unidad de intercambio en caliente de repuesto y el sistema esta encendido, la
unidad comienza a reconstruirse automaticamente. Asegiirese de que la unidad de repuesto esté vacia o contenga datos
que desee sobrescribir. Cualquier dato en la unidad de repuesto se perdera inmediatamente después de instalarla.

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Extraiga el bisel frontal.
3. Quite el portaunidades o la unidad de relleno cuando desee ensamblar la unidad en el sistema.

Pasos

1.

Presione el botdn de liberacion en la parte frontal del portaunidades para abrir el asa de liberacion.
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2. Inserte y deslice el portaunidades en la ranura de unidad.
3. Cierre el asa de liberacion del portaunidades hasta que encaje en su lugar.

@l NOTA: Los niUmeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

llustracién 63. Instalacion de un portaunidades de disco duro de 3,5 pulgadas

Siguientes pasos

Cologue el bisel frontal.

Unidades posteriores

Extraccion del médulo posterior de 2 EDSFF E3.S

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Quite la cubierta del sistema.

4. Retire las unidades EDSFF E3.S posteriores.

5. Desconecte el cable de alimentacion y otros cables necesarios; observe el enrutamiento de cables.
@l NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables.

Pasos

1. Desconecte los cables del médulo de unidad posterior del sistema.
2. Sujete los bordes y levante el médulo de unidad posterior para quitarlo del sistema
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llustracion 64. Extraccion del médulo posterior de 2 EDSFF E3.S

Siguientes pasos

1. Reinstalacion del modulo posterior de 4 EDSFF E3.S.

Instalacion de los 2 EDSFF E3 posteriores. Modulo S

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Quite la cubierta del sistema.

4. Retire las unidades EDSFF E3.S posteriores.

5. Desconecte el cable de alimentacion y otros cables necesarios; observe el enrutamiento de cables.
@l NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables.

Pasos

1. Alinee la ranura del mddulo de unidad posterior con la guia del sistema.
2. Baje y presione el mddulo de la unidad posterior hasta que quede firmemente asentado.
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llustracion 65. Instalacion de los 2 EDSFF E3 posteriores. Médulo S

Siguientes pasos

1. Conecte todos los cables y asegurese de que todos los cables estén colocados en el gancho para cables correspondiente.

@l NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables.

2. Instale las unidades EDSFF E3.S posteriores.
8. Instale la cubierta del sistema.
4. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Backplane de unidades

Esta es una pieza que solo puede reemplazar el técnico de servicio.

Backplane de unidades

Segun la configuracion del sistema, los backplane de unidad soportados se enumeran a continuacion:

Tabla 51. Opciones de backplane compatibles

Sistema Backplanes de unidades compatibles

EDSFF E3.S (x8) backplane NVMe

EDSFF E3. Backplane posterior NVMe S (x2)

PowerEdge R470 Backplane SAS, SATA (x8) de 2,5 pulgadas

Backplane SAS, SATA (x10) de 2,5 pulgadas

Backplane SAS/SATA de 3,5 pulgadas (x4)
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llustracion 66. Backplane de 8 unidades de 2,5 pulgadas

1. BP_DST_SA1 (PERC a backplane)
2. BP_PWR_1 (cable de alimentacion del backplane a la placa de HPM)

L B =3 -— =N W

llustracién 67. Backplane de 10 unidades de 2,5 pulgadas
1 2 3 4 5

llustraciéon 68. Backplane de unidad NVMe EDSFF E3.S

1. BP_DST_PA2 (conector de PCle/NVMe, que se conectaa SL8 2. BP_DST_PB2 (conector de PCle/NVMe, que se conecta a SL7

en la placa de HPM) en la placa de HPM)

3. BP_PWR_CTRL_1 (conexion al cable de alimentacion de la placa 4. BP_DST_PA1 (conector de PCle/NVMe, que se conecta a SL4

de HPM) en la placa de HPM)

5. BP_DST_PB1 (conector de PCle/NVMe, que se conecta a SL3
en la placa de HPM)

Extraccion del modulo del backplane de unidades de 2,5 pulgadas

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

Quite la cubierta del sistema.

Quite la cubierta para flujo de aire.

Quite la cubierta del backplane de unidad.

Extraiga el bisel frontal, si se instalo.

Quite las unidades de disco duro de 2,5 pulgadas.

Desconecte el cable de alimentacion y otros cables necesarios; observe el enrutamiento de cables.

PN oD NS

@l NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables.

Sobre esta tarea

>

Vea el video: Extraccion del backplane de la unidad. =——°=—

Pasos

1. Presione y apriete los ganchos de liberacién en el backplane para desengancharlo del sistema.
2. Levantelo hacia la parte posterior del sistema para quitar el backplane.

Desmontaje y reensamblaje

81


https://players.brightcove.net/6057277730001/default_default/index.html?videoId=6371028817112 

llustracion 69. Extraccion del médulo del backplane de unidades de 2,5 pulgadas

Siguientes pasos

1. Cologue el médulo del backplane de unidades de 2,5 pulgadas.

Instalaciéon del médulo de backplane para unidades de 2,5 pulgadas

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

Quite la cubierta del sistema.

Quite la cubierta para flujo de aire.

Quite la cubierta del backplane de unidad.

Extraiga el bisel frontal, si se instalo.

Quite las unidades de disco duro de 2,5 pulgadas.

Desconecte el cable de alimentacion y otros cables necesarios; observe el enrutamiento de cables.

©OND O NS

@l NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables.

Sobre esta tarea

>

Vea el video: Instalacion del backplane de la unidad. ===

Pasos

1. Alinee el médulo del backplane de la unidad de disco duro de 2,5 pulgadas con las muescas en el sistema.
2. Presione y apriete los ganchos de liberacion del backplane.
3. Baje el backplane hacia el sistema hasta que quede firmemente asentado.
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llustracion 70. Instalacion del médulo de backplane para unidades de 2,5 pulgadas

Siguientes pasos

1. Conecte todos los cables y asegurese de que todos los cables estén colocados en el gancho para cables correspondiente.

@l NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables.

Instale las unidades de 2,5 pulgadas.

Instale el bisel frontal, si se extrajo.

Instale la cubierta del backplane para unidades.

Instale la cubierta para flujo de aire.

Instalacion de la cubierta del sistema

Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

No o b N

Extraccion del médulo de backplane EDSFF E3.S

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

Quite la cubierta del sistema.

Quite la cubierta para flujo de aire.

Quite la cubierta del backplane de la unidad.

Extraiga el bisel frontal, si se instald.

Extraiga las unidades EDSFF E3.

Desconecte el cable de alimentacion y otros cables necesarios; observe el enrutamiento de cables.

©OND OIS NS

@l NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables.

Pasos

1. Con un destornillador Phillips n.© 2, afloje los tornillos cautivos del médulo de backplane EDSFF E3.S.
2. Deslice el médulo de backplane de EDSFF E3.S hacia la parte frontal del servidor y levanelo para extraerlo del sistema.

Desmontaje y reensamblaje



@l NOTA: Los niUmeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

llustracion 71. Extraccion del médulo de backplane EDSFF E3.S

Siguientes pasos
1. Reemplazo del médulo de backplane EDSFF E3.S.

Instalacion del médulo de backplane EDSFF E3.S

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

Quite la cubierta del sistema.

Quite la cubierta para flujo de aire.

Quite la cubierta del backplane de la unidad.

Extraiga el bisel frontal, si se instalo.

Extraiga las unidades EDSFF E3.

Desconecte el cable de alimentacion y otros cables necesarios; observe el enrutamiento de cables.

©OND O NS

@l NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables.

Pasos

1. Alinee el médulo de backplane EDSFF E3.S con el pasador guia en el soporte del backplane y coléquelo de arriba hacia abajo,
asegurandose de que esté correctamente alineado.

@l NOTA: Localice y cologque el médulo del backplane EDSFF E3.S en la linea de posicion desblogueada.

2. Empuije el médulo hacia la parte posterior del servidor hasta que quede firmemente en su lugar.
3. Con un destornillador Phillips n.2 2, ajuste los tornillos cautivos para asegurar el médulo.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracion 72. Instalaciéon del médulo de backplane EDSFF E3.S

Siguientes pasos

1. Conecte todos los cables y asegurese de que todos los cables estén colocados en el gancho para cables correspondiente.

@l NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables.

Instale las unidades EDSFF E3.S.

Instale el bisel frontal, si se extrajo.

Instale la cubierta del backplane para unidades.

Instale la cubierta de aire.

Instalacion de la cubierta del sistema

Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

No o b N

Soportes de pared laterales

Extraccion del soporte de pared lateral

Hay dos soportes de pared lateral en cualquiera de los lados del sistema. El procedimiento para extraer es similar.

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
8. Quite la cubierta del sistema.

NOTA: Asegurese de observar el enrutamiento de los cables a medida que los retira de la tarjeta madre. Cologque estos cables
correctamente cuando los reemplace para evitar que queden pinzados o doblados.

Pasos

1. Presione las lengletas de los lados para soltar el soporte para cables de la pared lateral.

@l NOTA: Quite los cables del soporte para cables de la pared lateral.

2. Presione la lengleta del medio para soltar el soporte del chasis y levantelo para extraerlo del sistema.
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llustracion 73. Extraccion del soporte de pared lateral

Siguientes pasos

1. Reemplace el soporte de pared lateral.

Instalacion del soporte de pared lateral
Hay dos soportes de pared lateral en cualquiera de los lados del sistema. El procedimiento de instalacion es similar.

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
8. Quite la cubierta del sistema.

NOTA: Asegurese de observar el enrutamiento de los cables a medida que los retira de la tarjeta madre. Coloque estos cables
correctamente cuando los reemplace para evitar que queden pinzados o doblados.

Pasos

1. Alinee las ranuras de guia en el soporte de pared lateral con las guias del sistema y deslice hasta que la cubierta encaje firmemente en
su lugar.

®| NOTA: Cologue los cables a través del soporte para cables de la pared lateral.

2. Cierre el soporte para cables de la pared lateral hasta que encaje firmemente en su lugar.
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llustracion 74. Instalacion del soporte de pared lateral

Siguientes pasos

1. Instale la cubierta del sistema.
2. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Soporte central

Extraccion de los cables del soporte central

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

@ NOTA: Asegurese de observar el enrutamiento de los cables a medida que los retira de la tarjeta madre. Coloque estos cables
correctamente cuando los reemplace para evitar que queden pinzados o doblados.

Pasos

1. Afloje el tornillo cautivo con un destornillador Phillips n.2 2.
2. Abra la cubierta metalica central y el soporte del cable central.

®| NOTA: Quite los cables secuencialmente de arriba abajo.
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llustracion 75. Extraccion del soporte central

Siguientes pasos

Instalacion de los cables en el soporte central

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

@ NOTA: Asegurese de observar el enrutamiento de los cables a medida que los retira de la tarjeta madre. Cologque estos cables
correctamente cuando los reemplace para evitar que queden pinzados o doblados.

Pasos

1. Abra la cubierta metélica central y el soporte del cable central.

@l NOTA: Pase los cables por el soporte de cables del medio.

llustracion 76. Instalacién del soporte central
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Siguientes pasos

1. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Enrutamiento de cables

7 E3

llustracién 77. Placa del atico al panel de control izquierdo (LCP): secundario (médulo KVM)

@ NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial

inverso.

Tabla 52. Placa de atico al panel de control izquierdo (LCP) secundario

Pedido

Desde

Hasta

1

Attic_fSCP (conector de sefal del tico)

Panel de control izquierdo (LCP): secundario
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llustracion 78. Panel de control izquierdo (LCP): secundario (médulo de Quick Sync)

@ NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial

inverso.

Tabla 53. Panel de control izquierdo (LCP): secundario (Quick Sync)

Pedido

Desde

Hasta

1

SCP (conector HPM)

Panel de control izquierdo (LCP): secundario

llustracion 79. DPU: RF1c

Slot 31/32

—

@ NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial

inverso.
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Tabla 54. DPU: RF1c
Pedido Desde Hasta

1 HPM_PWR23_24 (conector de alimentacion HPM) Ranura 31/32 (RF1c de tarjeta elevadora)

llustraciéon 80. DPU: R2

@ NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial
inverso.

Tabla 55. DPU: R2
Pedido Desde Hasta

1 HPM_PWR17/PWR18 (conector de alimentacién HPM) | Ranura 2 (tarjeta elevadora R2q o R2t)

INTRUSION

llustracion 81. Switch de intrusién
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Tabla 56. Switch de intrusion

Pedido Desde Hasta

1 HPM_J2 (conector de sefial HPM) Intrusion

BP_DST_PB1 °
.

' DST_PA1 =2

BP PWR 1 =

BP_DST_PB2 —- (
BP_DST_PA2 —-. 4

INTRUSION

llustracién 82. C01-01-RCO: 8 EDSFF E3.S (G5x4, NVMe de conexién directa)

®

NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial
inverso.

@l NOTA: El switch de intrusion se conecta al conector J2 a través del cable de llave adicional.

Tabla 57. C01-01-RCO: 8 EDSFF E3.S (G5x4, NVMe de conexion directa)

Pedido Desde Hasta

1 HPM_PCP (conector de sefial en HPM) Panel de control derecho: principal (RCP)

2 HPM_J2 (conector de sefial en HPM para switch de Intrusion (intrusion)

intrusion)

3 HPM_SL3_SL4 (conector de sefial en HPM) BP_DST_PB1/BP_DST_PA1 (conector de sefial
del backplane)

4 HPM_SL13/SL14 (conector de sefial en HPM) BP_DST_PB2/BP_DST_PA2 (conector de sefial
del backplane)

5 PWR25/PWR26 (conector de alimentacion en HPM) BP_PWR_1 (conector de alimentacion del
backplane)
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BP_DST_PA1 .I—'I
BP PWR 1 =

BP_DST_PB2 .—-.
BP_DST PA2 ==

INTRUSION

llustracién 83. C01-02 : 8 x EDSFF E3. S (conexion directa NVMe G5x4)

®

NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial
inverso.

@l NOTA: El switch de intrusion se conecta al conector J2 a través del cable de llave adicional.

Tabla 58. C01-02 : 8 x EDSFF E3. S (conexion directa NVMe G5x4)

Pedido Desde Hasta

1 HPM_PCP (conector de sefial en HPM) Panel de control derecho: principal (RCP)

2 HPM_J2 (conector de sefial en HPM para switch de Intrusion (intrusion)

intrusion)

3 HPM_SL3_SL4 (conector de sefial en HPM) BP_DST_PB1/BP_DST_PA1 (conector de sefial
del backplane)

4 HPM_SL5/SL6 (conector de sefial en HPM) BP_DST_PB2/BP_DST_PA2 (conector de sefial
del backplane)

5 PWR25/PWR26 (conector de alimentacion en HPM) BP_PWR_1 (conector de alimentacion del
backplane)
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BP_DST_PB2 —-. -
BP_DST PA2 |—=

INTRUSION

llustracion 84. C01-03-RC3: 8 EDSFF E3.S (G5x4, NVMe de conexion directa)

®

NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial
inverso.

@l NOTA: El switch de intrusion se conecta al conector J2 a través del cable de llave adicional.

Tabla 59. C01-03-RC3: 8 EDSFF E3.S (G5x4, NVMe de conexién directa)

Pedido Desde Hasta

1 HPM_PCP (conector de sefial en HPM) Panel de control derecho: principal (RCP)

2 HPM_J2 (conector de sefial en HPM para switch de Intrusion (intrusion)

intrusion)

3 HPM_SL1_SL2 (conector de sefial en HPM) BP_DST_PB1 (conector de sefial del backplane)

4 HPM_SL3_SL4 (conector de sefial en HPM) BP_DST_PB2/BP_DST_PA2 (conector de sefial
del backplane)

5 PWR25/PWR26 (conector de alimentacion en HPM) BP_PWR_1 (conector de alimentacion del
backplane)
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PWR1/PWR2

BP_DST PA1 =2

BP_PWR 1 I—-
‘=] CTRL DST PA1
CTRL_DST PB1 J

CTRL PWR I|

BP PWR | CTRL

] == CTRL_SRC_SB1_PB1

BP _DST_PA2

BP DST_PB2 -I e e

llustracion 85. C02-02: NVMe de 8 x 2,5 pulgadas (RAID)

®

INTRUSION

NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial
inverso.

@l NOTA: El switch de intrusion se conecta al conector J2 a través del cable de llave adicional.

Tabla 60. C02-02: NVMe de 8 x 2,5 pulgadas (RAID)

Pedido Desde Hasta

1 HPM_PCP (conector de sefial en HPM) Panel de control derecho: principal (RCP)

2 HPM_J2 (conector de sefial en HPM para switch de Intrusion (intrusion)

intrusion)

3 HPM_SL1_SL2 (conector de sefial en HPM) CTRL_DST_PA1/CTRL_DST_PB1 (conector de
sefial de fPERC)

4 CTRL_PWR (conector de alimentacion de fPERC) BP_PWR_CTRL (conector de alimentacion del
backplane)

5 CTRL_SRC_SA1_PA1 (conector de sefial en fPERC) BP_DST_PA1/BP_DST_PB1 (conector de sefial
del backplane)

6 CTRL_SRC_SB1_PB1 (conector de sefial en fPERC) BP_DST_PA2/BP_DST_PB2 (conector de sefial
del backplane)

7 HPM_PWR1_2 (conector de alimentacion HPM) BP_PWR_1 (conector de alimentacion del

backplane)
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BP_DST PA1 =

BP_PWR_1
o 1

BP_DST_SA1 |—mo-

“‘c={ CTRL_DST_PA1

CTRL_DST_PB1 I

CTRL_PWR g
1 —
BP_PWR CTRL =

CTRL_SRC_SA1_PA1
BP_DST_SB1 I

llustracién 86. C02-05-: 8 SAS/SATA de 2,5 pulgadas (RAID)

®

NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial
inverso.

@l NOTA: El switch de intrusion se conecta al conector J2 a través del cable de llave adicional.

Tabla 61. C02-05-: 8 SAS/SATA de 2,5 pulgadas (RAID)

Pedido Desde Hasta

1 HPM_PCP (conector de sefial en HPM) Panel de control derecho: principal (RCP)

2 HPM_J2 (conector de sefial en HPM para switch de Intrusion (intrusion)

intrusion)

3 HPM_SL1_SL2 (conector de sefial en HPM) CTRL_DST_PA1/CTRL_DST_PB1 (conector de
sefial de fPERC)

4 CTRL_PWR (conector de alimentacion de fPERC) BP_PWR_CTRL (conector de alimentacion del
backplane)

5 CTRL_SRC_SA1_PA1 (conector de sefial en fPERC) BP_DST_SA1/BP_DST_SB1 (conector de sefial
del backplane)

6 HPM_PWR1_2 (conector de alimentacion HPM) BP_PWR_1 (conector de alimentacion del
backplane)
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PWR1/PWR2

BP_PWR 1 f=p

BP_DST_SA1 }—d

llustracion 87. C03-01-: 4 SAS/SATA de 5,5 pulgadas + 2 E3 posteriores. S EDSFF

@ NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial

inverso.

Tabla 62. C03-01: 4 SAS/SATA de 5,5 pulgadas + 2 posteriores E3. S EDSFF

Pedido Desde Hasta

1 HPM_PWR1_2 (conector de alimentacion en HPM) BP_PWR_1 (conector de alimentacion del
backplane)

2 CTRL_SRC_SA1 (conector de sefial en APERC) BP_DST_SA1 (conector de sefial del backplane)

3 HPM_SL12_SL1 (conector de sefial en HPM) BP_DST_PA1/BP_PWR_1 (conector de
alimentacion/sefial del backplane) + R2U
(soporte vertical posterior)

PWR1/PWR2

o

» ®c=={ CTRL_DST_PA1

BP_PWR_CTRL

CTRL_SRC_SA1_PA1
BP_DST PB2 l ¥

BP_DST_SB1

P" Tama——

LI ccr )

llustracion 88. C04-01-: 10 x 2,5 pulgadas (SAS4/SATA con 4 ranuras universales)
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NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial
inverso.

®

@l NOTA: El switch de intrusion se conecta al conector J2 a través del cable de llave adicional.

Tabla 63. C04-01-: 10 x 2,5 pulgadas (SAS4/SATA con 4 ranuras universales)

Pedido Desde Hasta
1 HPM_PCP (conector de sefial en HPM) Panel de control derecho: principal (RCP)
2 HPM_J2 (conector de sefial en HPM para switch de Intrusion (intrusion)
intrusion)
3 HPM_SL1_SL2 (conector de sefial en HPM) CTRL_DST_PA1/CTRL_DST_PB1 (conector de
sefal de fPERC)
4 CTRL_SRC_SA1_PA1 (conector de sefial en fPERC) BP_DST_SA1 (conector de sefial del backplane)
5 CTRL_PWR (conector de alimentacion de fPERC) BP_PWR_CTRL (conector de alimentacion del
backplane)
6 HPM_SL3 (conector de sefial en HPM) BP_DST_PB2 (conector de sefial del backplane)
7 CTRL_SRC_SB1_PB1 (conector de sefial en fPERC) BP_DST_SB1 (conector de sefial del backplane)
8 HPM_SL4 (conector de sefial en HPM) BP_DST_PAS3 (conector de sefial del backplane)
9 HPM_J2 (conector de sefial en HPM para switch de Intrusion (llave)
intrusion)
10 HPM_PWR1_2 (conector de alimentaciéon HPM) BP_PWR_1 (conector de alimentacion del
backplane)

PWR1/PWR2

BP_PWR_1 I
BP_|

P_DST_SA1

c={ CTRL DST PA1

CTRL_SRC_SA1_PA1 .
BP_DST_PB2

BP_DST_SB1 ll
BP_DST_PA3
INTRUSION

llustracién 89. C04-02-: 10 x 2,5 pulgadas (SAS4/SATA con 4 ranuras universales)

NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial
inverso.

®

@l NOTA: El switch de intrusion se conecta al conector J2 a través del cable de llave adicional.
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Tabla 64. C04-02-: 10 x 2,5 pulgadas (SAS4/SATA con 4 ranuras universales)

Pedido Desde Hasta
1 HPM_PCP (conector de sefial en HPM) Panel de control derecho: principal (RCP)
2 HPM_J2 (conector de sefial en HPM para switch de Intrusion (intrusion)
intrusion)
3 HPM_SL1 (conector de sefial en HPM) CTRL_DST_PA1 (conector de sefial de la fPERC)
4 CTRL_SRC_SA1_PA1 (conector de sefial en fPERC) BP_DST_SA1 (conector de sefial del backplane)
5 CTRL_PWR (conector de alimentacién de fPERC) BP_PWR_CTRL (conector de alimentacion del
backplane)
6 HPM_SL3 (conector de sefial en HPM) BP_DST_PB2 (conector de sefial del backplane)
7 CTRL_SRC_SB1_PB1 (conector de sefial en fPERC) BP_DST_SB1 (conector de sefial del backplane)
8 HPM_SL4 (conector de sefial en HPM) BP_DST_PAS3 (conector de sefial del backplane)
9 HPM_J2 (conector de sefial en HPM para switch de Intrusion (llave)
intrusion)
10 HPM_PWR1_2 (conector de alimentacion HPM) BP_PWR_1 (conector de alimentacion del
backplane)

PWR1/PWR2

BP_DST_PB1
BP_DST_PA1
BP_PWR_1
BP_DST_PB2

BP_DST_PA2

BP_DST PB1 =
BP_DST PA1 =

BP_PWR 1 =m0

BP_DST PB2 j—

Py

INTRUSION

llustraciéon 90. C05-01-: 16 x E3. S EDSFF NVMe

®

NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial
inverso.

@l NOTA: El switch de intrusion se conecta al conector J2 a través del cable de llave adicional.

Tabla 65. C05-01-: 16 x E3. S EDSFF NVMe

Pedido Desde Hasta
1 HPM_PCP (conector de sefial en HPM) Panel de control derecho: principal (RCP)
2 HPM_J2 (conector de sefial en HPM para switch de Intrusion (intrusion)
intrusion)
3 HPM_SL1/SL2 (conector de sefial en HPM) BP_DST_PB1/BP_DST_PA1 (conector de sefial
del backplane)
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Tabla 65. C05-01-: 16 x E3. S EDSFF NVMe (continuacién)

Pedido Desde Hasta

4 HPM_SL3/SL4 (conector de sefial en HPM) BP_DST_PB2/BP_DST_PA2 (conector de sefial
del backplane)

5 HPM_SL5/SL6 (conector de sefial en HPM) BP_DST_PB1/BP_DST_PA1 (conector de sefial
del backplane)

6 HPM_SL23/SL24 (conector de sefial en HPM) BP_DST_PB2/BP_DST_PA2 (conector de sefial
del backplane)

7 HPM_PWR1_2 (conector de alimentacion HPM) BP_PWR_1 (conector de alimentacion del

backplane)

PWR1/PWR2

BP_DST PB1 |—

BP_DST_PA1
BP_PWR_1
BP_DST_PB2

BP_DST_PA2

.E

llustracién 91. C06-01-: 8 x E3. S EDSFF NVMe: pasillo caliente

®

inverso.

INTRUSION

NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial

@l NOTA: El switch de intrusion se conecta al conector J2 a través del cable de llave adicional.

Tabla 66. C06-01-: 8 x E3. S EDSFF NVMe: pasillo caliente

Pedido Desde Hasta
1 HPM_PCP (conector de sefial en HPM) Panel de control derecho: principal (RCP)
2 HPM_J2 (conector de sefial en HPM para switch de Intrusion (intrusion)
intrusion)
3 HPM_SL1/SL2 (conector de sefial en HPM) BP_DST_PB1/BP_DST_PA1/BP_DST_PB2/
BP_DST_PA2 (conector de sefial del backplane)
4 HPM_PWR1_2 (conector de alimentacion HPM) BP_PWR_1 (conector de alimentacion del

backplane)
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INTRUSION

llustraciéon 92. C00-01-: Sin configuracion de BP

®

NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial
inverso.

@l NOTA: El switch de intrusion se conecta al conector J2 a través del cable de llave adicional.

Tabla 67. C00-01-: Sin configuracién de BP

Pedido Desde Hasta
1 HPM_PCP (conector de sefial en HPM) Panel de control derecho: principal (RCP)
2 HPM_J2 (conector de sefial en HPM para switch de Intrusion (intrusion)

intrusion)

llustraciéon 93. RC1
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@ NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial

inverso.
Tabla 68. RC1
Pedido Desde Hasta
1 HPM_SL12/SL1 (conector de sefial HPM) BP_DST_PA1/BP_PWR_1)/R2u (conector de
alimentacion y sefial del backplane en el soporte
vertical)
llustracién 94. RC2

@ NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial
inverso.

Tabla 6

9. RC2

Pedido

Desde

Hasta

1

HPM_SL12/SL1 (conector de sefial HPM)

Rfla (soporte vertical delantero)

2

HPM_SL12/SL1 (conector de sefial HPM)

Rfl1c (soporte vertical frontal)
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llustraciéon 95. RC 3

@ NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial

inverso.
Tabla 70. RC3
Pedido Desde Hasta
1 HPM_SL1/SL2 (conector de sefial de HPM) Ranura 31 de OCP (tarjeta elevadora RF1b)
2 HPM_SL11/SL12 (conector de sefial HPM) Ranura 32 de OCP/ranura 31 de alimentacion de
OCP/ranura 32 de alimentacion de OCP

llustraciéon 96. RC 4

@ NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial
inverso.
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Tabla 71. RC4

Pedido Desde Hasta

1 HPM_SL1/SL2 (conector de sefial de HPM) RF1a (soporte vertical frontal)
2 HPM_SL11/SL12 (conector de sefial HPM) RF1c (soporte vertical frontal)
3 HPM_SL13/SL14 (conector de sefial HPM) R4b (soporte vertical posterior)
4 HPM_SL23/SL24 (conector de sefial HPM) R2t (soporte vertical posterior)

llustracion 97. RC 5

@ NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial

inverso.
Tabla 72. RC5
Pedido Desde Hasta
1 HPM_SL13/SL14 (conector de sefial HPM) R4b (soporte vertical posterior)
2 HPM_SL11/SL12 (conector de sefial HPM) R2q (soporte vertical posterior)

104 Desmontaje y reensamblaje



llustraciéon 98. RC6

Tabla 73. RC6

Pedido Desde Hasta
1 HPM_SL13/SL14 (conector de sefial HPM) Tarjeta elevadora (R4b)
2 HPM_SL11/SL12 (conector de sefial HPM) Tarjeta elevadora (R2q)

llustraciéon 99. RC 7

@ NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables. A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial
inverso.
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Tabla 74. RC7

Pedido Desde Hasta
1 HPM_SL11/SL12 (conector de sefial HPM) Tarjeta elevadora (R2k-OCP/R2k-PWR)
2 HPM_SL15/SL16 (conector de sefial HPM) Soporte vertical (R2k)

llustracion 100. RC 8

@ NOTA: Siga el orden secuencial como se muestra en la tabla para quitar los cables.

inverso.

Tabla 75. RC8

A fin de instalar los cables, siga el orden secuencial

Pedido

Desde

Hasta

1

HPM_SL11/SL12 (conector de sefial HPM)

Tarjeta elevadora (R2v-OCP)

2

HPM_SL3/SL4 (conector de sefial HPM)

Tarjeta elevadora (R2v)

Memoria del sistema

Reglas de la memoria del sistema

El sistema PowerEdge R470 soporta DIMM registrados DDR5 (RDIMM). La memoria del sistema contiene las instrucciones que inicia el

procesador.
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llustraciéon 101. Canales de la memoria

Los canales de memoria se organizan de la manera siguiente:

Tabla 76. Canales de la memoria

Procesador | Canal A | Canal B Canal C Canal D Canal E Canal F Canal G Canal H
Procesador | Ranuras Ranuras A5 | Ranuras A3 | Ranuras A7y | Ranuras A2y | Ranuras A6 | Ranuras A4y Ranuras A8 y
1 Aly A9 y A13 y AN A15 A10 y A4 A12 A16
Tabla 77. Matriz de memoria compatible
Tipo de Rango Capacidad Velocidad y | Velocidad de funcionamiento
DIMM voltaje
nominal de Procesador Intel® Xeon 6 E- Procesador Intel® Xeon 6 P-core
DIMM core
1 DIMM por |2 DIMM por 1 DIMM por 2 DIMM por
canal (DPC) [ canal (DPC) canal (DPC) canal (DPC)
RDIMM R 16 GB DDR5 (1,1V), | N/A N/A Hasta N/A
6400 MT/s 6400 MT/s
2R 32 GB DDR5 (1,1V), | Hasta N/A Hasta Hasta
6400 MT/s 6400 MT/s 6400 MT/s 5200 MT/s
64 GB DDRb (11V), |Hasta Hasta Hasta Hasta
6400 MT/s 6400 MT/s 5200 MT/s 6400 MT/s 5200 MT/s
96 GB DDR5 (1,1V), | N/A N/A Hasta Hasta
6400 MT/s 6400 MT/s 5200 MT/s
128 GB DDR5 (11V), | N/A N/A Hasta Hasta
6400 MT/s 6400 MT/s 5200 MT/s
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Tabla 77. Matriz de memoria compatible (continuacién)

Tipo de Rango Capacidad Velocidady | Velocidad de funcionamiento
DIMM voltaje
nominal de Procesador Intel® Xeon 6 E- Procesador Intel® Xeon 6 P-core
DIMM core
1DIMM por |2 DIMM por 1 DIMM por 2 DIMM por
canal (DPC) | canal (DPC) canal (DPC) canal (DPC)
8R 256 GB DDR5 (11V), [N/A N/A N/A Hasta
6400 MT/s 5200 MT/s
Tabla 78. Requisito de capacidad de memoria para las tarjetas GPU compatibles
Rango recomendado de memoria del sistema (1,5x - 2x memoria de GPU)
Nombre de la GPU | Memoria de GPU GPU x1 2 GPU GPU x3 GPU x4
L4 24 GB 36-48 GB 72-96 GB N/A N/A

®
®
®

®

NOTA: El procesador puede reducir el cumplimiento de la velocidad de DIMM nominal.

NOTA: Compatibilidad con la velocidad méxima de transferencia de DIMM que depende de la ocupaciéon de DIMM y SKU de CPU.

NOTA: En el procesador Intel® Xeon de 6 niicleos E, se admiten las siguientes opciones:
e 1,8016 DIMM

e | os DIMM de 32 GB solo se soportan en la configuraciéon de 1 DPC o 1 DIMM por CPU
e |os DIMM de 64 GB se soportan en 1 DPC o 2 DPC

e Un méximo de 16 DIMM son compatibles con solo un médulo de memoria de 64 GB

NOTA: En el procesador Intel® Xeon de 6 niicleos P, se admiten las siguientes opciones:
e 1,4,8,12016 DIMM

e | os DIMM de 256 GB no se soportan en la configuracion de 8 DIMM.

e | osDIMM de 16 GBy 32 GB se soportan en la configuracion de 1 DIMM por CPU

e Los DIMM de 32 GBy 64 GB se soportan en la configuracion de 4 DIMM por CPU

e | amemoria de 32 GB solo se soporta en la configuracién de 12 DIMM por CPU

e | amemoria de 16 GB no se soporta en la configuracion de 16 DIMM por CPU

e Elespejeado de memoria y el modo resistente a fallas (FRM) se soportan en la configuracion de 8 o 16 DIMM por CPU

NOTA: La configuracion de un DIMM por CPU tiene caracteristicas limitadas.

Pautas generales para la instalacion de médulos de memoria

Para garantizar un rendimiento 6ptimo del sistema, siga las reglas generales a continuacion cuando configure la memoria del sistema. Si
las configuraciones de la memoria del sistema no siguen estas reglas, su sistema podria no arrancar, podria dejar de responder durante la
configuracion de memoria o podria funcionar con memoria reducida.

Elb

®

us de memoria puede funcionar a velocidades de 6400 MT/s o menores, segun los siguientes factores:

Perfil de sistema seleccionado (por ejemplo, rendimiento, rendimiento por vatio optimizado (SO) o personalizado [se puede ejecutar a
alta velocidad o a menor velocidad])

Velocidad méxima compatible de los médulos DIMM de los procesadores

Solo se soportan RDIMM DDR5 de 6400 MT/s

| NOTA: MT/s indica la velocidad del DIMM en Megatransferencias por segundo.

A continuacion, se indican las pautas recomendadas para la instalacion de los médulos de memoria:

108

Todos los mddulos DIMM deben ser DDRD.

No se soportan las configuraciones mixtas de DIMM. Todas las ranuras DIMM deben estar ocupadas con exactamente los mismos
DIMM.

Ocupe los zécalos de médulos de memoria Unicamente si instala un procesador.
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e Enlos sistemas de un procesador, se encuentran disponibles los conectores de A1a A16.

En el Optimizer Mode (Modo de optimizacién), las controladoras de DRAM funcionan de manera independiente en el modo de 64 bits y
brindan un rendimiento de memoria optimizado.

Tabla 79. Reglas de ocupacion de memoria

Procesador Ocupacion de la memoria Informacion de ocupacién de la
memoria
Procesador Unico A1}, A{2}, A{3}, A{4}, A(B}, A{6}, A{7}, Se permiten 1, 4, 8, 12 u 16 DIMM.

A{8}, A{9}, A10}, A1}, A(12}, A{13},
A{14}, A{15}, A{16)

e Primero, ocupe todos los conectores con lengletas de seguridad blancas y, a continuacion, los que tienen lengiietas negras.

e |as configuraciones de memoria desequilibradas o impares provocan una pérdida de rendimiento y es posible que el sistema no
identifigue los mddulos de memoria que se instalan. Ocupe siempre los canales de memoria de manera idéntica con DIMM iguales para
obtener el mejor rendimiento.

e | as configuraciones de RDIMM soportadas son 1, 4, 8, 12 0 16 médulos DIMM por procesador.

Extraccion de un modulo de memoria

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Quite la cubierta del sistema.

4. Quite la cubierta para flujo de aire.

A AVISO: Los médulos de memoria permanecen calientes al tacto durante un tiempo tras apagar el sistema. Deje que los
modulos de memoria se enfrien antes de manipularlos.

@ NOTA: Para un enfriamiento adecuado del sistema, se deben instalar mddulos de memoria de relleno en cualquier conector que no
esté ocupado. Quite los mddulos de memoria de relleno solo si tiene previsto instalar médulos de memoria en dichos conectores. Los
DIMM de relleno solo se requieren cuando el TDP de CPU es mayor que 250 W. Una CPU con TDP inferior a 250 W no requiere
DIMM de relleno.

Pasos

1. Localice el socket del mddulo de memoria apropiado.

2. Para soltar el médulo de memoria del conector, presione de manera simultéanea los eyectores de ambos extremos del conector del
moédulo de memoria para abrirlo completamente.

A PRECAUCION: Manipule cada médulo de memoria solamente por los bordes de la tarjeta, asegurandose de no tocar
el centro del médulo de memoria o los contactos metalicos.

3. Levantey extraiga el médulo de del sistema.
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llustracion 102. Extraccion de un médulo de memoria

Siguientes pasos

Vuelva a colocar el médulo de memoria.

Instalacion de un moédulo de memoria

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Quite la cubierta del sistema.

4. Quite la cubierta para flujo de aire.

Pasos

1. Localice el socket del mdédulo de memoria apropiado.

A PRECAUCION: Manipule cada médulo de memoria solamente por los bordes de la tarjeta, asegurandose de no tocar
el centro del médulo de memoria o los contactos metalicos.

@ NOTA: Asegurese de que los pestillos eyectores del conector estén completamente abiertos antes de instalar el médulo de
memoria.

2. Alinee el conector de borde del mddulo de memoria con la guia de alineacion del socket del mddulo de memoria e introduzca el médulo
de memoria en el socket.

A PRECAUCION: Para evitar dafiar el médulo de memoria o el conector del médulo de memoria durante la instalacién,
no doble ni flexione el médulo de memoria. Inserte los dos extremos del médulo de memoria a la vez.

@ NOTA: El conector del mddulo de memoria dispone de una guia de alineacion que le permite instalar el médulo de memoria en el
conector en una Unica direccion.

A PRECAUCION: No aplique presién en el centro del médulo de memoria, aplique presion en ambos extremos del
moédulo de memoria de manera uniforme.

3. Presione el médulo de memoria con los pulgares hasta que los eyectores encajen firmemente en su lugar. Cuando el médulo de
memoria encaja correctamente en el conector, las palancas del conector del médulo de memoria quedan alineadas con las palancas de
los otros conectores que tienen instalados médulos de memoria.
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llustracion 103. Instalacion de un médulo de memoria

Siguientes pasos

Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Para verificar que el médulo de memoria se haya instalado correctamente, presione F2 durante el reinicio y haga clic en Mena
principal de configuracion del sistema > BIOS del sistema > Configuracion de memoria. En la pantalla Configuracion de
memoria, €l valor de Tamafio de la memoria del sistema debe reflejar la capacidad actualizada de la memoria instalada.

Si el valor System Memory Size (Tamafio de la memoria del sistema) es incorrecto, es posible que la instalacion de uno o

varios modulos de memoria no se haya realizado correctamente. Apague el sistema y asegurese de que los mddulos de memoria estén
firmemente asentados en los conectores correctos.

Ejecute la prueba de memoria del sistema incluida en los diagndsticos del sistema.

Procesador y disipador de calor

Esta es una pieza que solo puede reemplazar el técnico de servicio.

Extraccion del médulo del procesador y el disipador de calor

Requisitos previos

1.

2,

e

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

®

NOTA: El disipador de calor y el procesador permanecen muy calientes durante un tiempo tras apagar el sistema. Antes de
manejarlos, deje que el disipador de calor y el procesador se enfrien.

Quite la cubierta del sistema.
Quite la cubierta para flujo de aire.
El sistema soporta diferentes tipos de disipadores de calor y el procedimiento para quitarlos es similar.

®

NOTA: El disipador de calor y el procesador permanecen muy calientes durante un tiempo tras apagar el sistema. Antes de
manejarlos, deje que el disipador de calor y el procesador se enfrien.

Pasos

1.

Asegurese de que los cuatro cables antiinclinacion estén en la posicion de bloqueo (posicion hacia afuera) y, a continuacion, con un
destornillador Torx T30 afloje las tuercas cautivas en el mddulo del disipador de calor del procesador (PHM), siguiendo el orden que se
menciona a continuacion:
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Afloje tres vueltas la primera tuerca.

Afloje la tuerca que se encuentra diagonalmente opuesta a la tuerca que aflojé primero.

Repita el procedimiento con las otras dos tuercas.

Regrese a la primera tuerca y afldjela por completo.

Para el disipador de calor remoto, se necesita aflojar la quinta tuerca antes de levantar el médulo del sistema.

a0 oo

@l NOTA: Asegurese de que los cables antinclinacion del PHM estén bloqueados cuando afloje las tuercas cautivas.

2. Cologue todos los cables antinclinacion en la posicién de desbloqueo (hacia adentro).

llustracién 104. Extraccion del médulo del disipador de calor del procesador

8. Levante el PHM para extraerlo del sistema y, a continuacion, coloque el PHM a un costado, con el lado del procesador hacia arriba.
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llustracion 105. Extraccion de un disipador de calor

Siguientes pasos

Si va a quitar un disipador de calor fallido, reemplace el disipador de calor; de lo contrario, extraiga el procesador.

Extraccion del procesador

Requisitos previos

A AVISO: Extraiga el procesador del médulo del procesador y del disipador de calor (PHM) Gnicamente si va a sustituir el
procesador o el disipador de calor.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Quite el mddulo del disipador de calor vy el procesador.
PRECAUCION: Es probable que encuentre el error de pérdida de la bateria de CMOS o de suma de comprobacién de
CMOS la primera vez que enciende el sistema después de reemplazar el procesador o la tarjeta madre. Para solucionar
esto, vaya a la opcion de configuracion para realizar los ajustes del sistema.

Pasos

1. Cologue el disipador de calor con la parte del procesador mirando hacia arriba.

2. Con el pulgar, levante la palanca de liberacion del material de interfaz térmica (TIM) para liberar el procesador del TIM y del gancho de
retencion.

3. Mientras lo sujeta por el borde, levante el procesador para extraerlo del gancho de retencion.

@l NOTA: Asegurese de sujetar el clip de retencion junto al disipador de calor a medida que levante la palanca de liberacion del TIM.
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llustracion 106. Extraccion del procesador

®| NOTA: Asegurese de devolver la palanca de liberacion del TIM en el gancho de retencién a la posicion original.

4. Con el pulgar y el dedo del indice, primero sostenga la lenglieta de liberacion del clip de retencién en el conector de la pata 1, tire de la
punta de la lenglieta de liberacion del gancho de retencion y, a continuacion, levante parcialmente el clip de retencion del disipador de
calor.

B. Repita el procedimiento en las tres esquinas restantes del clip de retencion.

6. Una vez que todas las esquinas se hayan liberado del disipador de calor, levante el gancho de retencién desde la esquina de la pata 1 del
disipador de calor.

llustracion 107. Extraccion del gancho de retencion

Siguientes pasos

Reemplace el procesador.
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Instalacion del procesador

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
3. Quite el mddulo del disipador de calor vy el procesador.

Pasos

1. Cologue el procesador en la bandeja del procesador.

®

NOTA: Asegurese de que el indicador de la pata 1 de la bandeja del procesador esté alineado con el indicador de la para 1 del
procesador.

2. Cologue el gancho de retencion de la parte superior del procesador en la bandeja del procesador, alineando el indicador de la pata 1 del
procesador.

®

NOTA: Asegurese de que el indicador de la pata 1 del gancho de retencion esté alineado con el indicador de la pata 1 del
procesador antes de colocar el gancho de retencion en el procesador.

@l NOTA: Antes de instalar el disipador de calor, asegurese de colocar el procesador y el gancho de retencion en la bandeja.

llustracion 108. Instalacion del gancho de retencion

3. Alinee el procesador con un gancho de retencion. Con los dedos, presione el gancho de retencion en los cuatro lados hasta que encaje
en su lugar.

@l NOTA: Asegurese de que el procesador esté firmemente fijado en el clip de retencion.

Desmontaje y reensamblaje 15



llustracién 109. Presione el clip de retencién en los cuatro lados.

4. Siesta utilizando un disipador de calor existente, retire la pasta térmica del disipador de calor utilizando un pafio limpio que no deje
pelusa.
B. Aplique la grasa térmica en un disefio de espiral delgado en la parte inferior del disipador de calor.

A PRECAUCION: Si se aplica demasiada pasta térmica, puede que la pasta que sobra entre en contacto con el conector
del procesador y lo contamine.

@l NOTA: La jeringa de pasta térmica esté disefiada para un solo uso. Deseche la jeringa después de utilizarla.

llustracién 110. Aplicacion de la grasa térmica

6. En el caso de un disipador de calor nuevo, tire y quite la cubierta de plastico de la base del disipador de calor.

116 Desmontaje y reensamblaje



z

llustracion 111. Extraccion de la cubierta

7. Cologue el disipador de calor en el procesador y presione la base del disipador de calor hasta que el gancho de retencion encaje en el
disipador de calor en las cuatro esquinas.

A
®

PRECAUCION: Para evitar dafios en las aletas del disipador de calor, no las presione.

NOTA:

Asegurese de que las caracteristicas del pestillo en el gancho de retencion y el disipador de calor se alineen durante el
ensamblaje.

Asegurese de que el indicador de la pata 1 del disipador de calor esté alineado con el indicador de la pata 1 del gancho de
retencion antes de colocar el disipador de calor en el gancho de retencion.

Desmontaje y reensamblaje

17



llustracion 112. Instalacion del disipador de calor en el procesador.

Siguientes pasos

1. Instale el médulo del disipador de calor del procesador.
2. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Instalacion del procesador y el médulo del disipador de calor

Requisitos previos

Nunca quite el disipador de calor de un procesador a menos que vaya a reemplazar el procesador o el disipador de calor. El disipador de
calor es necesario para mantener las condiciones térmicas adecuadas.

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Siesta instalada, quite la cubierta antipolvo del procesador.

4. El sistema soporta diferentes tipos de disipadores de calor y el procedimiento para instalarlos es similar.

—_

Pasos

1. Cologue los cables antinclinacion en la posicién de desbloqueo en el disipador de calor (hacia adentro).

2. Alinee el indicador de la clavija 1 del disipador de calor a la placa de HPM y, a continuacion, coloque el médulo del disipador de calor del
procesador (PHM) en el conector del procesador.
Al PRECAUCION: Para evitar dafios en las aletas del disipador de calor, no las presione.

@l NOTA: Asegurese de que el PHM se mantenga paralelo a la placa de HPM para evitar dafios en los componentes.
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llustracion 113. Instalacion del disipador de calor del procesador

Cologue los cables antiinclinacion en la posicion de bloqueo (posicion hacia afuera) y luego, con un destornillador Torx T30, ajuste las
tuercas cautivas (8 in-Ibf) en el disipador de calor en el siguiente orden o como se muestre en el mddulo del disipador de calor:

a.

®Pooym

En orden aleatorio, ajuste tres vueltas la primera tuerca.

Ajuste la tuerca que se encuentra diagonalmente opuesta a la tuerca que ajusto primero.
Repita el procedimiento con las otras dos tuercas.

Vuelva a la primera tuerca y ajustela por completo.

Revise todas las tuercas para asegurarse de que estén firmemente aseguradas.

Desmontaje y reensamblaje
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llustracion 114. Coloque los cables antiinclinacion en la posicion de bloqueo y ajuste las tuercas

Siguientes pasos

1. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Tarjetas PERC

Extraccion del moédulo de fPERC

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Quite la cubierta del sistema.

4. Quite la cubierta para flujo de aire.

B. Quite la cubierta del backplane de unidad.

6. Desconecte el cable de alimentacion y otros cables necesarios; observe el enrutamiento de cables.
@l NOTA: Consulte la seccién Enrutamiento de cables.

Pasos

1. Tire del émbolo para desacoplar el mddulo de fPERC del sistema.
2. Deslice el médulo de fPERC hacia la derecha del sistema y levantelo para quitarlo del sistema.
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llustracion 115. Extraccion del médulo de fPERC

Siguientes pasos

1. Vuelva a colocar el médulo de fPERC.

Instalacion del médulo de fPERC

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Quite la cubierta del sistema.

4. Quite la cubierta para flujo de aire.

B. Quite la cubierta del backplane de unidad.

6. Desconecte el cable de alimentacion y otros cables necesarios; observe el enrutamiento de cables.
@l NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables.

Pasos

1. Introduzca el médulo de fPER en angulo y coldéquelo plano cuando esté debajo de los conectores del backplane.
2. Deslice el médulo de fPERC hacia la izquierda del sistema y asegurese de que el émbolo encaje en su lugar.
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llustracion 116. Instalacion del médulo de fPERC

Siguientes pasos

1.

oA NN

Conecte todos los cables y asegulrese de que todos los cables estén colocados en el gancho para cables correspondiente.
@l NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables.

Instale la cubierta del backplane para unidades.

Instale la cubierta para flujo de aire.

Instalacion de la cubierta del sistema

Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Tarjetas elevadoras de tarjeta de expansion y tarjetas de
expansion

@ NOTA: Cuando no se admite o falta una tarjeta de expansion, iDRAC de registra un evento. Esto no impide que el sistema se inicie.

122

Sin embargo, si ocurre una pausa de F1/F2 con un mensaje de error, consulte la seccion Solucién de problemas de tarjetas de
expansion en la Guia de solucion de problemas de servidores Dell PowerEdge, disponible en Manuales de PowerEdge.
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Pautas de instalacion de tarjetas de expansion

llustracion 117. Conectores de la ranura de tarjeta elevadora para tarjetas de expansion

Conector de tarjeta elevadora (SL11/SL12/PWR11/PWR12)
Conector de tarjeta elevadora (SL13/SL14/PWR13/PWR14)
Conector de tarjeta elevadora (SL15/SL16/PWR15/PWR16)
Conector de tarjeta elevadora (PWR17/PWR18)

Conector de tarjeta elevadora (PWR19/PWR20)

S FNESESIES

llustracion 118. Tarjeta elevadora posterior 2 (R2q)

1. Ranura1
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llustracion 119. Tarjeta elevadora 4 (R4b)

1. Ranura4

llustracion 120. Tarjeta elevadora 2 (R2k)

1. Ranura1

llustracion 121. Tarjeta elevadora 2 (R2v)

1. Ranura1
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llustracion 122. Tarjeta elevadora 4 (R4a)

1. Ranura4

llustracion 123. Tarjeta elevadora 2 (R2t)

1. Ranura1
@l NOTA: Las ranuras de tarjeta de expansion no son intercambiables en caliente.

La siguiente tabla proporciona las pautas de instalacion de las tarjetas de expansion para asegurar un enfriamiento adecuado y un buen
encaje mecanico. Las tarjetas de expansion con la prioridad mas alta se deben instalar primero utilizando la prioridad de ranura indicada.
Todas las demas tarjetas de expansion deben instalarse en el orden de prioridad de la tarjeta y de la ranura.
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Configuraciones del tarjeta elevadora para tarjetas de expansion

Tabla 80. Configuraciones del tarjeta elevadora para tarjetas de expansion

Configuraciones de
tarjetas elevadoras
(RC)

Soportes
verticales para
tarjetas de
expansion

Ranuras PCle

Factor de forma

Procesador de
control

Ancho de banda
eléctrico/conector
fisico de la ranura

RC O: sin tarjeta
elevadora

OCP

OCP

Procesador O

PCle de
5.2 generacion x16
(conector OCP 4C+)

BOSS-N1 posterior

BOSS-N1

Procesador O

PCle de
3.2 generacion x4
(conector 1C)

RC 1 (parte posterior):
1x16LP (G5) + 1x160CP
(G5) + 1x8LP (GH)

R2u

Perfil bajo

Procesador O

PCle de
5.9 generacion x8
(conector x16)

R4a

Perfil bajo

Procesador O

PCle Genb x16
(conector x16)

BOSS-N1

BOSS-N1

Procesador 0

PCle de
4.9 generacion x4
(conector 1C)

OCP

OCP

Procesador O

PCle de
5.2 generacion x16
(conector OCP 4C+)

RC 2 (parte posterior):
2x16LP (G5) + BOSS
frontal

RF1c

31

Altura completa

Procesador O

PCle de
5.2 generacion x8
(conector x16)

RF1c

32

Altura completa

Procesador O

PCle Genb x16
(conector x16)

BOSS-N1

34

BOSS-N1

Procesador O

PCle de
4.2 generacion x4
(conector 1C)

RC 3 (frontal): 2 de
160CP (Gb5)

RF1d

31

OCP

Procesador O

PCle de
5.2 generacion x16
(conector OCP 4C+)

32

OCP

Procesador 0

PCle de
5.9 generacion x16
(conector OCP 4C+)

BOSS-N1

34

BOSS-N1

Procesador O

PCle de
3.2 generacion x4
(conector 1C)

RC 4 (parte posterior):
2x16LP (G5) + BOSS
frontal +

RF1c

31

Altura completa

Procesador O

PCle de
5.2 generacion x8
(conector x16)

RF1c

32

Altura completa

Procesador O

PCle Genb x16
(conector x16)

BOSS-N1

34

BOSS-N1

Procesador O

PCle de
3.9 generacion x4
(conector 1C)

R2t

Altura completa

Procesador O

PCle Genb x16
(conector x16)
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Tabla 80. Configuraciones del tarjeta elevadora para tarjetas de expansién (continuacién)

Configuraciones de
tarjetas elevadoras
(RC)

Soportes
verticales para
tarjetas de
expansion

Ranuras PCle

Factor de forma

Procesador de
control

Ancho de banda
eléctrico/conector
fisico de la ranura

RC 5 (parte posterior):
4x16LP (G5) + BOSS
frontal + 2 x16 OCP
FLOP (Gb)

Rf1d

31

OCP

Procesador O

PCle de
5.9 generacion x8
(conector x16)

Rf1d

32

OCP

Procesador O

PCle de
5.2 generacion x8
(conector x16)

BOSS-N1

34

BOSS-N1

Procesador O

PCle de
3.2 generacion x4
(conector 1C)

R2t

Altura completa

Procesador O

PCle Genb x16
(conector x16)

R4b

Altura completa

Procesador O

PCle Genb x16
(conector x16)

RC6 (posterior): 2 x
16LP (G5) + 1x16 OCP
(G5) + 10CP x8/x16
OCP(Gb)

R2q

Altura completa

Procesador O

PCle Genb x16
(conector x16)

R4b

Altura completa

Procesador O

PCle Genb x16
(conector x16)

BOSS-N1

BOSS-N1

Procesador O

PCle de
3.2 generacion x4
(conector 1C)

OCP

OCP

Procesador O

PCle de
5.2 generacion x16
(conector OCP 4C+)

RC7 (posterior): 2 x
16LP (G5) + 1x16 OCP
(G5) + 10CP FLOP
x16 (GH)

R2k

Perfil bajo

OCP

Procesador O

PCle Genb x16
(conector x16)

BOSS (opcional)

BOSS-N1

Procesador O

PCle de
5.9 generacion x16
(conector OCP 4C+)

R4a

Perfil bajo

Procesador O

PCle Genb x16
(conector x16)

OCP a bordo
(opcional)

OCP

Procesador O

PCle de
5.2 generacion x16
(conector OCP 4C+)

RC8 (posterior): 2 x
16LP (G5) + 1x16 OCP
(G5) + 1FLOP OCP
x16 (GH)

R2v

Perfil bajo

OCP

Procesador O

PCle Genb x16
(conector x16)

PCle de
5.9 generacion x16
(conector OCP 4C+)

BOSS (opcional)

BOSS-N1

Procesador O

PCle de
4.2 generacion x4
(conector 1C)

R4a

Perfil bajo

Procesador O

PCle Genb x16
(conector x16)

OCP a bordo
(opcional)

OCP

Procesador O

PCle de
5.9 generacion x16
(conector OCP 4C+)
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@l NOTA: La tarjeta elevadora Filc vy la tarjeta elevadora 2t son compatibles con tarjetas DPU.

®

NOTA: El sistema soporta la configuracion de 1/0 frontal (sistema con tarjetas elevadoras frontales) o la configuracion de 1/0
posterior (sistema con tarjetas elevadoras posteriores).

Tabla 81. RCO = sin tarjeta elevadora

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Ndmero maximo de tarjetas

Broadcom (OCP: 200 Gb) 1

Nvidia (OCP: 100 Gb) 1

Broadcom (OCP: 100 Gb) 1

Broadcom (OCP: 25 GB)

Nvidia (OCP: 25 Gb)

Intel (OCP: 10 GB)

Broadcom (OCP: 10 Gb)

Intel (OCP: 1 GB)

Broadcom (OCP: 1 GB)

Santino (BOSS)

Nl N ool o] o o] oG
N

Wistron (BOSS)

FOXCONN (PERC12 frontal) INT 1

Tabla 82. RC1. R2u + R4a

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Ndmero maximo de tarjetas

Broadcom (OCP: 200 Gb) 1

Nvidia (OCP: 100 Gb) 1

Broadcom (OCP: 100 Gb) 1

Broadcom (OCP: 25 GB)

Nvidia (OCP: 25 Gb)

Intel (OCP: 10 GB)

Broadcom (OCP: 10 Gb)

Intel (OCP: 1 GB)

Broadcom (OCP: 1 GB)

Santino (BOSS)

Nl Nl oo o| o] o] o] o
N

Wistron (BOSS)

FOXCONN (adaptador PERC 12)

—_
N

Nvidia (GPU)

Broadcom (NIC: 25 GB)

Nvidia (NIC: 25 Gb)

Marvell (HBA: FC64)

Emulex (HBA: FC64)

QLogic (HBA: FC32)

Emulex (HBA: FC32)

NN DN DN DN DN DN DN
N

FOXCONN (adaptador externo)
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Tabla 83. RC2. RF1c

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Nvidia (DPU: 200 Gb) 31 1
Mellanox (DPU: 200 Gb) 31 1
Santino (BOSS) 34 1
Wistron (BOSS) 34 1
Nvidia (GPU) 31, 32 2
Broadcom (NIC: 200 Gb) 31,32 2
Intel (NIC: 100 Gb) 31, 32 2
Nvidia (NIC: 100 Gb) 31, 32 2
Broadcom (NIC: 100 Gb) 31, 32 2
Broadcom (NIC: 25 GB) 31, 32 2
Nvidia (NIC: 25 Gb) 31, 32 2
Marvell (HBA: FC64) 31,32 2
Emulex (HBA: FC64) 31,32 2
QLogic (HBA: FC32) 31,32 2
Emulex (HBA: FC32) 31, 32 2
FOXCONN (adaptador externo) 31, 32 1
NVidia BlueField-3 B3220 31 1

Tabla 84. RC 3: RF1d

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Ndmero maximo de tarjetas

Broadcom (OCP: 200 Gb) 32, 31 2
Nvidia (OCP: 100 Gb) 32, 31 2
Broadcom (OCP: 100 Gb) 32, 31 2
Broadcom (OCP: 25 GB) 32, 31 2
Nvidia (OCP: 25 Gb) 32, 31 2
Intel (OCP: 10 GB) 32, 31 2
Broadcom (OCP: 10 Gb) 32, 31 2
Intel (OCP: 1GB) 32, 31 2
Broadcom (OCP: 1 GB) 32, 31 2
Santino (BOSS) 34 1
Wistron (BOSS) 34 1

Tabla 85. RC4. RFic + R2t + R4b

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Nvidia (DPU: 200 Gb)

1

1

Mellanox (DPU: 200 Gb)

1

1

Santino (BOSS) 34 1
Wistron (BOSS) 34 1
Nvidia (GPU) 31,32,1,4 4
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Tabla 85. RCA4. RF1c + R2t + R4b (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Broadcom (NIC: 200 Gb) 31,32,1,4 4
Intel (NIC: 100 Gb) 31,32,1,4 4
Nvidia (NIC: 100 Gb) 31,32,1,4 4
Broadcom (NIC: 100 Gb) 31,32,1,4 4
Broadcom (NIC: 25 GB) 31,32,1,4 4
Nvidia (NIC: 25 Gb) 31,32,1,4 4
Marvell (HBA: FC64) 31,32,1,4 4
Emulex (HBA: FC64) 31,32,1,4 4
QLogic (HBA: FC32) 31,32,1,4 4
Emulex (HBA: FC32) 31,32,1,4 4
FOXCONN (adaptador externo) 31,32,1,4 1

NVidia BlueField-3 B3220

1

Tabla 86. RC5. RF1d + R2t + R4b

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Nvidia (DPU: 200 Gb)

1

1

Mellanox (DPU: 200 Gb)

1

[N

Broadcom (OCP: 200 Gb) 32, 31 2
Nvidia (OCP: 100 Gb) 32, 31 2
Broadcom (OCP: 100 Gb) 32, 31 2
Broadcom (OCP: 25 GB) 32, 31 2
Nvidia (OCP: 25 Gb) 32, 31 2
Intel (OCP: 10 GB) 32, 31 2
Broadcom (OCP: 10 Gb) 32, 31 2
Intel (OCP: 1GB) 32, 31 2
Broadcom (OCP: 1 GB) 32, 31 2
Santino (BOSS) 34 1
Wistron (BOSS) 34 1
Nvidia (GPU) 1,4 2
Broadcom (NIC: 200 Gb) 1,4 2
Intel (NIC: 100 Gb) 1,4 2
Nvidia (NIC: 100 Gb) 1,4 2
Broadcom (NIC: 100 Gb) 1,4 2
Broadcom (NIC: 25 GB) 1,4 2
Nvidia (NIC: 25 Gb) 1,4 2
Marvell (HBA: FC64) 1,4 2
Emulex (HBA: FC64) 1,4 2
QLogic (HBA: FC32) 1,4 2
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Tabla 86. RC5. RF1d + R2t + R4b (continuacion)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Emulex (HBA: FC32)

1.4

2

FOXCONN (adaptador externo)

1.4

1

NVidia BlueField-3 B3220

1

1

Tabla 87. RC 6: R2q + R4b

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Nvidia (DPU: 200 Gb)

1

1

Mellanox (DPU: 200 Gb)

—_

1

Broadcom (OCP: 200 Gb)

1

Nvidia (OCP: 100 Gb)

Broadcom (OCP: 100 Gb)

Broadcom (OCP: 25 GB)

Nvidia (OCP: 25 Gb)

Intel (OCP: 10 GB)

Broadcom (OCP: 10 Gb)

Intel (OCP: 1 GB)

Broadcom (OCP: 1 GB)

Santino (BOSS)

Wistron (BOSS)

Nl N ool oo o o] oG

FOXCONN (PERC12 frontal)

INT

Nvidia (GPU)

Broadcom (NIC: 200 Gb)

Intel (NIC: 100 Gb)

Nvidia (NIC: 100 Gb)

Broadcom (NIC: 100 Gb)

Broadcom (NIC: 25 GB)

Nvidia (NIC: 25 Gb)

Marvell (HBA: FC64)

Emulex (HBA: FC64)

QLogic (HBA: FC32)

Emulex (HBA: FC32)

NINININININININ NN

FOXCONN (adaptador externo)

NN | DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN

NVidia BlueField-3 B3220

Tabla 88. RC7: R2k+R4a

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Ndmero maximo de tarjetas

Broadcom (OCP: 200 Gb) 52 2
Nvidia (OCP: 100 Gb) 5,2 2
Broadcom (OCP: 100 Gb) 5,2 2
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Tabla 88. RC7: R2k+R4a (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Broadcom (OCP: 25 GB) 52 2
Nvidia (OCP: 25 Gb) 52 2
Intel (OCP: 10 GB) 52 2
Broadcom (OCP: 10 Gb) 52 2
Intel (OCP: 1GB) 5,2 2
Broadcom (OCP: 1 GB) 52 2
Santino (BOSS) 3 1
Wistron (BOSS) 3 1
FOXCONN (PERC12 frontal) INT 1
Nvidia (GPU) 1,4 2
Broadcom (NIC: 25 GB) 1,4 2
Nvidia (NIC: 25 Gb) 1,4 2
Marvell (HBA: FC64) 1,4 2
Emulex (HBA: FC64) 1,4 2
QLogic (HBA: FC32) 1,4 2
Emulex (HBA: FC32) 1.4 2
FOXCONN (adaptador externo) 1,4 1

Tabla 89. RC8: R2v+R4a

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Ndmero maximo de tarjetas

Broadcom (OCP: 200 Gb) 52 2
Nvidia (OCP: 100 Gb) 52 2
Broadcom (OCP: 100 Gb) 52 2
Broadcom (OCP: 25 GB) 52 2
Nvidia (OCP: 25 Gb) 5,2 2
Intel (OCP: 25 Gb) 5,2 2
Intel (OCP: 10 GB) 52 2
Broadcom (OCP: 10 Gb) 52 2
Intel (OCP: 1GB) 52 2
Broadcom (OCP: 1 GB) 52 2
Santino (BOSS) 3 1
Wistron (BOSS) 3 1
FOXCONN (PERC12 frontal) INT 1
Nvidia (GPU) 1,4 2
Broadcom (NIC: 25 GB) 1,4 2
Nvidia (NIC: 25 Gb) 1,4 2
Marvell (HBA: FC64) 1,4 2
Emulex (HBA: FC64) 1,4 2
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Tabla 89. RC8: R2v+R4a (continuacion)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
QLogic (HBA: FC32) 1,4 2
Emulex (HBA: FC32) 1,4 2
FOXCONN (adaptador externo) 1,4 1

Extraccion de las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion
posteriores

Requisitos previos
1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Quite la cubierta del sistema
4. Desconecte los cables de la tarjeta de expansion o de la placa de HPM, si corresponde.

Pasos

1. Para la tarjeta elevadora 2q, desconecte el cable del conector y desbloquee el pestillo de la tarjeta elevadora. Levante la tarjeta
elevadora para tarjetas de expansion a fin de desacoplarla del conector de la tarjeta elevadora y retirela con cuidado de la clavija guia.

llustracion 124. Extraccion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior 2q (R2q)

2. Para la tarjeta elevadora 2v, desconecte el cable del conector. Levante la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion a fin de
desacoplarla del conector v la clavija guia de la placa de HPM. Extraiga con cuidado la tarjeta elevadora del sistema.
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llustracion 125. Extraccién de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior 2v (R2v)

3. Para la tarjeta elevadora 2k, desconecte el cable del conector. Levante la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion a fin de
desacoplarla del conector y la clavija guia de la placa de HPM. Extraiga con cuidado la tarjeta elevadora del sistema.

4
-

llustracion 126. Extraccion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior 2k (R2k)

4. Para la tarjeta elevadora 4a, desbloquee el pestillo de la tarjeta elevadora. Levante la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion a fin
de desacoplarla del conector vy la clavija guia de la placa de HPM. Extraiga con cuidado la tarjeta elevadora del sistema.
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llustracion 127. Extraccién de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior 4a (R4a)

5. Para el Soporte vertical 4b, desconecte el cable del conector. Levante la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion a fin de
desacoplarla del conector y la clavija guia de la placa de HPM. Extraiga con cuidado la tarjeta elevadora del sistema.

llustracion 128. Extraccion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior 4b (R4b)

Siguientes pasos

1. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.
2. Reemplace las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion posteriores
3. Vuelva a colocar la cubierta del sistema.
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Instalacion de las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion
posteriores

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Instale las tarjetas de expansion en las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion posteriores, si se quitaron.

A PRECAUCION: No instale GPU, tarjetas de red u otros dispositivos de PCle en el sistema que no hayan sido validados
y probados por Dell. El dafio causado por la instalacion de hardware no autorizada e invalidada anulara la garantia del

sistema.

Pasos

1. Para la tarjeta elevadora 2q, asegurese de que el pestillo de la tarjeta elevadora esté desbloqueado, alinee la tarjeta elevadora con el
conector vy la clavija guia, bajela hasta su lugar, presione para asegurarse de que la tarjeta elevadora esté completamente asentada en el
conector y, a continuacion, empuije el pestillo de la tarjeta elevadora para bloquearlo.

llustracién 129. Instalacién de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior 2q (R2q)

2. Para la tarjeta elevadora 4b, vuelva a conectar el cable primero al conector. Alinee la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion con
el conector vy la clavija guia de la tarjeta elevadora en la placa de HPM. Baje la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion hasta que
el conector de la tarjeta elevadora encaje por completo en el conector. Presione los puntos de contacto (indicados con una linea azul)
para garantizar un acoplamiento adecuado.
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llustracion 130. Instalacion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior 4b (R4b)

Para la tarjeta elevadora 2v, alinee la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion con las tres clavijas guia de la tarjeta elevadora en la
placa de HPM. Baje la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion hasta que la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion encaje por
completo. Presione los puntos de contacto (indicados por la linea azul) para garantizar un acoplamiento adecuado y conecte los cables
de la tarjeta elevadora a los conectores de la placa de HPM.

llustracion 131. Instalacion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior 2v (R2v)

Para la tarjeta elevadora 2k, alinee la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion con las tres clavijas guia de la tarjeta elevadora en

la placa de HPM. Baje la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion hasta que el conector de la tarjeta elevadora para tarjetas de
expansion encaje por completo. Presione los puntos de contacto (indicados por la linea azul) para garantizar un acoplamiento adecuado
y conecte el cable de la tarjeta elevadora al conector de la placa de HPM.
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llustracion 132. Instalacion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior 2k (R2k)

B. Para la tarjeta elevadora 4a, asegurese de que el pestillo de la tarjeta elevadora esté desbloqueado. Alinee la tarjeta elevadora para
tarjetas de expansion con el conector y la clavija guia de la tarjeta elevadora en la placa de HPM. Baje la tarjeta elevadora para tarjetas
de expansion hasta que el conector de la tarjeta elevadora encaje por completo en el conector. Empuije el punto de contacto para
asegurar un acoplamiento seguro en el conector y, a continuacion, bloquee el pestillo.

llustracion 133. Instalacion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior 4a (R4a)

Siguientes pasos

1. Sies necesario, vuelva a conectar los cables a la tarjeta de expansion o a la placa de HPM.
2. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.
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Extraccion de una tarjeta de expansion de la tarjeta elevadora vertical
para tarjetas de expansion

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
Desconecte los cables de la tarjeta de expansion, si corresponde.

Quite la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior.

Do =

Pasos

1. Para la tarjeta elevadora 2q.
a. Incline y abra los pestillos de retencién en ambos extremos de la tarjeta elevadora.

@l NOTA: Si se instala una GPU de perfil bajo, se instalara una GPU de relleno.

b. Sujete la tarjeta de expansion por los bordes v tire de la tarjeta hasta que el conector del borde de la tarjeta se desenganche del
conector de la tarjeta de expansion en la tarjeta elevadora.

(1)
-

llustracién 134. Extraccion de una tarjeta de expansion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior 2q

2. GPU de relleno:
a. Tirey levante la cerradura del pestillo de retencion de la tarjeta de expansion para abrirla.
@ NOTA: Si se instala una tarjeta de bajo perfil, la GPU de LP de relleno se instalara en la pared de la tarjeta elevadora para
asegurar la tarjeta correctamente y se debe quitar de la pared antes de quitar la tarjeta de expansion.
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llustracion 135. Extraccion de una GPU de relleno de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior 2q

b. Sujete la tarjeta de expansion por los bordes v tire de la tarjeta hasta que el conector del borde de la tarjeta se desenganche del
conector de la tarjeta de expansion en la tarjeta elevadora.

llustracion 136. Extraccién de una tarjeta de expansion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior 4b

@l NOTA: Los numeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

a. Incline y abra los pestillos de retencién en ambos extremos de la tarjeta elevadora.
@l NOTA: Si se instala una GPU de perfil bajo, se instalard una GPU de relleno.

b. Sujete la tarjeta de expansion por los bordes v tire de la tarjeta hasta que el conector del borde de la tarjeta se desenganche del
conector de la tarjeta de expansion en la tarjeta elevadora.

3. Para una tarjeta elevadora 4a:
a. Tirey levante la cerradura del pestillo de retencion de la tarjeta de expansion para abrirlo en ambos extremos.
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b. Sujete la tarjeta de expansion por los bordes v tire de la tarjeta hasta que el conector del borde de la tarjeta se desenganche del
conector de la tarjeta de expansion en la tarjeta elevadora.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

llustracion 137. Extraccion de una tarjeta de expansion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior 4a

4. Para tarjeta elevadora 2v o 2k:

a. Para quitar la tarjeta de expansion, tire y abra la cerradura del pestillo de retencion. Sujete la tarjeta de expansion por los bordes y
tire de la tarjeta hasta que el conector del borde de la tarjeta se desenganche del conector de la tarjeta de expansion en la tarjeta
elevadora.

b. Para extraer la tarjeta NIC de OCP, tire del pestillo azul para desenganchar la tarjeta NIC de OCP. Tire de la tarjeta NIC de OCP
para extraerla del sistema.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

Desmontaje y reensamblaje 141



e\
(1)

llustracion 138. Extraccion de una tarjeta de expansion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior 2v o 2k

5. Sino planea reemplazar la tarjeta de expansion en la tarjeta elevadora, instale una PCle de relleno y cierre el soporte de tarjeta en
ambos extremos de la tarjeta elevadora.
NOTA: Debe instalar una PCle de relleno en una ranura de tarjeta de expansion vacia a fin de cumplir la certificacion del sistema
de la Comisién Federal de Comunicaciones (FCC). La pieza de relleno también evita que entre polvo y suciedad en el sistema, y
ayuda a que el enfriamiento y el flujo de aire del sistema sean adecuados.

llustracion 139. Instalacion de una PCle de relleno para una tarjeta elevadora 2q
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llustracion 140. Instalacion de una PCle de relleno para una tarjeta elevadora 4b

llustracion 141. Instalacion de una tarjeta PCle de relleno para una tarjeta elevadora 4a
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llustracion 142. Instalacién de una PCle de relleno para una tarjeta elevadora 2v o 2k
®| NOTA: Los numeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

Siguientes pasos

Si corresponde, instale una tarjeta de expansion en la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion.

Instalacion de una tarjeta de expansion en la tarjeta elevadora de
tarjeta de expansion

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
Eliminacion de la cubierta del sistema

Quite la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior.

Si va a instalar una tarjeta de expansion nueva, desembélela y prepéarela para su instalacion.

S P NESTESIES

®| NOTA: Para obtener instrucciones, consulte la documentacion incluida con la tarjeta.

A PRECAUCION: No instale GPU, tarjetas de red u otros dispositivos de PCle en el sistema que no hayan sido validados
y probados por Dell. El dafio causado por la instalacion de hardware no autorizada e invalidada anulara la garantia del
sistema.

Pasos
1. Tire y levante el pestillo de retencion de la tarjeta de expansion para abrirlo.
2. Siesté instalado, extraiga la PCle de relleno de las tarjetas elevadoras.

@ NOTA: Guarde la PCle de relleno para uso futuro. Es necesario instalar PCle de relleno en las ranuras de tarjetas de expansion
vacias a fin de cumplir con la certificacion del sistema de la Comision Federal de Comunicaciones (FCC). La pieza de relleno
también evita que entre polvo y suciedad en el sistema, y ayuda a que el enfriamiento y el flujo de aire del sistema sean adecuados.
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llustracion 143. Extraccion de la PCle de relleno para la tarjeta elevadora 2q

llustracion 144. Extraccion de la PCle de relleno para la tarjeta elevadora 4b

Abra el pestillo de retencién y quite la PCle de relleno.
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llustracion 145. Extraccion de la PCle de relleno para la tarjeta elevadora 4a

Abra el pestillo de retencién y quite la PCle de relleno.

llustracion 146. Extraccion de la PCle de relleno para la tarjeta elevadora 2v o 2k

Abra el pestillo de retencién y quite la PCle de relleno.

3. Para la tarjeta elevadora 2q:
a. Sujete la tarjeta por los bordes y alinee el conector del borde de la tarjeta con el conector de la tarjeta de expansion en la tarjeta
elevadora.
b. Inserte firmemente el conector de borde de tarjeta en el conector para tarjetas de expansion hasta que encaje por completo.
Alinee y deslice las guias del soporte de tarjeta en las ranuras de la tarjeta elevadora hasta que encajen.
d. Cierre el pestillo de retencion de la tarjeta de expansién en ambos extremos de la tarjeta elevadora.

12
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llustracion 147. Instalacion de una tarjeta de expansion en la tarjeta elevadora 2q

e. Siinstala una tarjeta de bajo perfil, alinee la GPU de LP de relleno en la pared de la tarjeta elevadora 2b y asegurese de que el
gancho de la tarjeta de relleno quede firmemente fijado en su lugar.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

llustracion 148. Instalacién de una GPU de relleno en la tarjeta elevadora para tarjeta de expansion posterior 2q

4. Para la tarjeta elevadora 4b:
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b.
C.
d.

Sujete la tarjeta por los bordes y alinee el conector del borde de la tarjeta con el conector de la tarjeta de expansion en la tarjeta
elevadora.

Inserte firmemente el conector de borde de tarjeta en el conector para tarjetas de expansion hasta que encaje por completo.
Alinee y deslice las guias del soporte de tarjeta en las ranuras de la tarjeta elevadora hasta que encajen.

Cierre el pestillo de retencion de la tarjeta de expansion en ambos extremos de la tarjeta elevadora.

®| NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

llustracion 149. Instalacién de una tarjeta de expansion en la tarjeta elevadora 4b

B. Para una tarjeta elevadora 4a:

a.

b.
c.
d.

Sujete la tarjeta por los bordes y alinee el conector del borde de la tarjeta con el conector de la tarjeta de expansion en la tarjeta
elevadora.

Inserte firmemente el conector de borde de tarjeta en el conector para tarjetas de expansion hasta que encaje por completo.
Alinee y deslice las guias del soporte de tarjeta en las ranuras de la tarjeta elevadora hasta que encajen.

Cierre el pestillo de retencion de la tarjeta de expansién en ambos extremos de la tarjeta elevadora.

®| NOTA: Los numeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracion 150. Instalacion de una tarjeta de expansion en la tarjeta elevadora 4a

6. Para tarjeta elevadora 2v o 2k
a. Parainstalar la tarjeta de expansion, sujete la tarjeta por los bordes y alinee el conector del borde de la tarjeta con el conector de
la tarjeta de expansion en la tarjeta elevadora. Inserte firmemente el conector de borde de tarjeta en el conector para tarjetas de
expansion hasta que encaje por completo. Alinee y deslice las guias del soporte de tarjeta en las ranuras de la tarjeta elevadora
hasta que encajen. Cierre los pestillos de la tarjeta de expansion en la tarjeta elevadora.
b. Parainstalar el OCP, alinee e inserte la tarjeta NIC de OCP en el sistema. Empuje hasta que la tarjeta NIC de OCP se conecte al
conector en la tarjeta elevadora. Presione el botdn de liberacion azul para bloquear el OCP en la tarjeta elevadora.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

llustracion 151. Instalacion de una tarjeta de expansion en la tarjeta elevadora 2v o 2k
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Siguientes pasos

Si procede, conecte los cables a la tarjeta de expansion.

Instale la tarjeta elevadora para tarjeta de expansion posterior.

Reemplace la cubierta del sistema.

Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Instale los controladores de dispositivo necesarios para la tarjeta como se describe en la documentacion de la tarjeta.

S F NSRS

Extraccion de la tarjeta elevadora para tarjeta de expansion posterior
de relleno

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
3. Quite la cubierta del sistema.

Pasos

Con un destornillador Phillips n.2 2, afloje los 3 tornillos mariposa que aseguran la tarjeta elevadora de relleno y, a continuacion, levantela
para quitarla de la placa de HPM.

llustracion 152. Extraccion de la tarjeta elevadora para tarjeta de expansion posterior de relleno

Siguientes pasos

1. Reemplace las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion posteriores
2. Reemplace la cubierta del sistema.

Instalacion de las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion
posteriores de relleno

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
3. Quite la cubierta del sistema.
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Pasos

Alinee la tarjeta elevadora de relleno con la clavija guia de alineacion de relleno y la clavija T. A continuacion, utilice un destornillador Phillips

n.2 2 para ajustar los 3 tornillos mariposa.

llustracion 153. Instalacion de las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion posteriores de relleno

Siguientes pasos

1. Reemplace la cubierta del sistema.
2. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Médulo SSD M.2

Extraccion del moédulo de SSD NVMe M.2 de la placa mediadora de
M.2

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
3. Extraiga la placa mediadora de M.2.

Pasos

1. Con un destornillador Phillips n.2 1, afloje los tornillos cautivos que fijan la cubierta superior de la placa mediadora de M.2. Incline la
cubierta superior de un lado y levantela para quitarla de la placa mediadora de M.2.

Desmontaje y reensamblaje
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llustracion 154. Afloje los tornillos cautivos de la cubierta superior

2. Levante el mddulo de SSD NVMe M.2 para desconectarlo de la placa mediadora de M.2.

llustracién 155. Extraccion de SSD NVMe M.2 de la placa

Siguientes pasos

1. Reemplace el mddulo de SSD NVMe M.2 en la placa mediadora M.2.

Instalacion del médulo de SSD NVMe M.2 en la placa mediadora de
M.2

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
3. Extraiga la placa mediadora de M.2.

Pasos

1. Retire las almohadillas térmicas de las cubiertas superior e inferior de la placa mediadora de M.2 cuando reemplace el médulo SSD
NVMe M.2 en la placa mediadora de M.2.

NOTA: La almohadilla térmica que se quité no se puede reutilizar para instalar el médulo de SSD NVMe M.2. Debe utilizar
almohadillas térmicas nuevas para la instalacion.
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llustracion 156. Extraccion de la almohadilla térmica de la cubierta superior

llustracién 157. Extraccion de la almohadilla térmica de la placa de la ranura O

llustracién 158. Extraccion de la pelicula azul de la nueva almohadilla térmica
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llustracion 159. Giro e instalacion de la nueva almohadilla térmica en la placa

llustracion 160. Pegado de la nueva almohadilla térmica en la placa y extraccion del mylar negro
2. Alinee el médulo de SSD NVMe M.2 formando un dngulo con la placa mediadora de M.2.

3. Inserte el médulo de SSD NVMe M.2 hasta que quede firmemente asentado en la placa mediadora de M.2.

@l NOTA: Presione el médulo de SSD NVMe M.2 hasta que se adhiera a la aimohadilla térmica.
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llustracién 161. Instalacion del médulo de SSD NVMe M.2 nuevo

llustracion 162. Extraccion de la pelicula azul de otra almohadilla térmica
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llustracion 163. Instalacién de la nueva almohadilla térmica dentro de la cubierta superior

llustracion 164. Pegado de la nueva almohadilla térmica dentro de la cubierta superior y extraccion del mylar negro de la
almohadilla térmica

4. Gire la cubierta superior e instélela en la placa mediadora de M.2. Con un destornillador Phillips n.2 1, apriete los tornillos cautivos en la
cubierta superior de la placa mediadora de M.2.
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T = 1.6+/-0.2 in-Ibf

llustracion 165. Instalacion de la cubierta superior

Extraccion del médulo de SSD NVMe M.2

Requisitos previos
1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

Pasos

1. Tire y levante la cerradura del pestillo de retencién del portaunidades de la tarjeta BOSS-N1 para abrirlo.

)

JE

llustracién 166. Extraccion del portaunidades de tarjeta BOSS-N1

2. Deslice el portatarjetas BOSS-N1 para extraerlo.

3. Con un destornillador Phillips n.© 1, afloje los tornillos cautivos que fijan la cubierta superior del portaunidades de tarjeta BOSS-N1.

NOTA: Siga la secuencia para aflojar los tornillos cautivos. Primero, afloje el tornillo en el extremo del conector vy, a continuacion, el

tornillo en el extremo del asa frontal.
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llustracion 167. Como aflojar los tornillos cautivos de la cubierta superior

4. Incline la cubierta superior de un lado y levantela para quitarla del portaunidades de tarjeta BOSS-N1.

llustracién 168. Extraccion de la cubierta superior

B. Levante el mddulo de SSD NVMe M.2 para desconectarlo del conector del portaunidades de tarjeta BOSS-N1.

llustracién 169. Extraccion del médulo de SSD NVMe M.2
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NOTA: Para obtener informacion sobre el reemplazo de la almohadilla térmica y el portatarjetas BOSS-N1, vaya a Manuales
de PowerEdge > Servidores en rack > PowerEdge R470 > seleccione este producto > Documentacion > manuales y
documentos > Hoja técnica de instalacion y reemplazo de la tarjeta SSD BOSS-MHS MHS M.2 NVMe BOSS-N1.

Siguientes pasos
1. Reemplace el médulo de la SSD NVMe M.2.

Instalacion del moédulo de SSD NVMe M.2

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Reemplace las almohadillas térmicas en las cubiertas superior € inferior del portaunidades de tarjeta BOSS-N1 cuando reemplace el
maodulo SSD NVMe M.2.

NOTA: Para obtener informacion sobre el reemplazo de la almohadilla térmica y el portatarjetas BOSS-N1, vaya a Manuales
de PowerEdge > Servidores en rack > PowerEdge R470 > seleccione este producto > Documentacion > manuales y
documentos > Hoja técnica de instalacion y reemplazo de la tarjeta SSD BOSS-MHS MHS M.2 NVMe BOSS-N1.

Pasos
1. Alinee el médulo SSD NVMe M.2 formando un angulo con el conector del portaunidades de tarjeta BOSS-N1.
2. Inserte el médulo SSD M.2 hasta que quede firmemente asentado en el conector del portaunidades de tarjeta BOSS-N1.

®| NOTA: Presione la tarjeta SSD NVMe M.2 hasta que se adhiera a la almohadilla térmica.

llustracion 170. Instalacion del médulo de SSD NVMe M.2

3. Alinee en forma de angulo y coloque el gancho de la cubierta superior en la ranura de la cubierta inferior del portaunidades de tarjeta
BOSS-N1.

4. Presione el lado opuesto de la cubierta superior hasta que quede firmemente asentada.
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llustracion 171. Instalacion de la cubierta superior

5. Con un destornillador Phillips n.2 1, ajuste los tornillos cautivos en la cubierta superior del portaunidades de tarjeta BOSS-N1.

@ NOTA: Siga la secuencia para ajustar los tornillos cautivos. Primero, ajuste el tornillo disponible en el extremo del asa frontal y,
luego, el tornillo en el extremo del conector.

llustracién 172. Cémo ajustar los tornillos cautivos de la cubierta superior

6. Deslice el portaunidades de la tarjeta BOSS-N1 para introducirlo en la ranura del mddulo BOSS-N1.
7. Cierre el pestillo de liberacion del portaunidades de tarjeta BOSS-N1 para bloquear el portaunidades en su lugar.

o (S

llustracion 173. Instalacion del portaunidades de tarjeta BOSS-N1
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Placa mediadora de M.2 opcional

Esta es una pieza que solo puede reemplazar el técnico de servicio.

Extraccion de la placa mediadora de M.2

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Quite la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o quite las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion posteriores de
relleno.

Pasos

1. Abra el pestillo azul para desenganchar la placa mediadora de M.2.

2. Mantenga presionado el punto de empuije de la tarjeta para empujar la placa mediadora de M.2 a la parte posterior del sistema y
desconectarla del conector de la placa de HPM.

3. Deslice la placa mediadora de M.2 para quitarla de la ranura del sistema.

llustracion 174. Extraccion de la placa mediadora de M.2

4. Sino planea reemplazar la placa mediadora de M.2, instale un soporte de relleno.
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llustracion 175. Instalacién del soporte de relleno

Siguientes pasos
e Quite el mddulo de SSD NVMe M.2 de la placa mediadora de M.2.

@ NOTA: Si se instala una nueva placa mediadora de M.2, los médulos SSD NVMe M.2 se deben retirar de la placa mediadora de
M.2 existente e instalar en la placa nueva.

e Reinstale la placa mediadora de M.2

Instalacion de la placa mediadora de M.2

Requisitos previos
1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Quite la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o quite las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion posteriores de
relleno.

@ NOTA: Si se instala una nueva placa mediadora de M.2, los médulos SSD NVMe M.2 se deben retirar de la placa mediadora de M.2
existente e instalar en la placa nueva.

Pasos
1. Siprocede, extraiga el soporte de relleno.

@ NOTA: Guarde el soporte de relleno para su uso futuro. Es necesario instalar soportes de relleno en las ranuras de las tarjetas de
expansion vacias a fin de cumplir con la certificacion del sistema de la Comisiéon Federal de Comunicaciones (FCC). Los soportes
de relleno también evitan que entre polvo y suciedad en el sistema y contribuyen a mantener un enfriamiento y una circulacion de
aire adecuadas dentro del sistema.
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llustracion 176. Extraccion del soporte de relleno

2. Quite las almohadillas térmicas de la cubierta superior y de parte inferior de la placa mediadora de M.2 cuando reemplace la placa
mediadora de M.2.

Al PRECAUCION: Si no utiliza la ranura 1, despegue la pelicula protectora y la almohadilla térmica de la ranura 1.

llustracion 177. Contenido del kit
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llustracion 178. Extraccién de la pelicula protectora de la almohadilla térmica

llustracion 179. Instalacion de SSD

llustracion 180. Giro de la cubierta superior y extraccion de la almohadilla térmica de la cubierta superior
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llustracion 181. Extraccion de la pelicula azul de la nueva almohadilla térmica

llustracion 182. Instalacion de la nueva almohadilla térmica dentro de la cubierta superior
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llustracion 183. Pegado de la nueva almohadilla térmica dentro de la cubierta superior y extraccion del mylar negro

T = 1.6+/-0.2 in-Ibf

llustracion 184. Instalacion de la cubierta superior en la placa mediadora de M.2

3. Abra el pestillo azul en la tarjeta madre del sistema.

4. Deslice la placa mediadora de M.2 en la ranura del sistema.

5. Empuije hasta que la placa mediadora de M.2 se conecte al conector en la tarjeta madre.
6. Cierre el pestillo azul para bloquear la placa mediadora de M.2 al sistema.

®| NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracion 185. Instalacion de la placa mediadora de M.2

Siguientes pasos

1. Instale la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o instale las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion posteriores
de relleno.

2. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Modulo BOSS-N1 DC-MHS opcional

Esta es una pieza que solo puede reemplazar el técnico de servicio.

Extraccion del portaunidades de tarjeta BOSS-N1 DC-MHS de relleno

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Pasos

Presione y tire del portaunidades de tarjeta BOSS-N1 DC-MHS de relleno para quitarlo de la controladora BOSS-N1 DC-MHS.

Y S

—

llustracion 186. Extraccion del portaunidades de tarjeta BOSS-N1 DC-MHS de relleno
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Siguientes pasos

1. Coloque el portaunidades de tarjeta BOSS-N1DC-MHS de relleno o instale el portaunidades de tarjeta BOSS-N1 DC-MHS.

Instalacion del portaunidades de tarjeta BOSS-N1 DC-MHS de relleno

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Pasos

Alinee el relleno con la bahia de la controladora BOSS-N1 DC-MHS e insértelo en la bahia hasta que encaje en su lugar.

»

llustracién 187. Instalacion del portaunidades de tarjeta BOSS-N1 DC-MHS de relleno

Extraccion del modulo BOSS-N1 DC-MHS frontal

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
Quite la cubierta del sistema.

Quite la cubierta del backplane de la unidad.

Desconecte los cables de la placa de HPM y observe el enrutamiento de cables.

SF NS SIES

@l NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables para obtener mas informacion.

Pasos

1. Presione ambos extremos del soporte para cables e incline el soporte para cables del médulo BOSS-N1 DC-MHS. Desconecte el cable
del médulo BOSS.
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llustracion 188. Extraccion de un cable de BOSS-N1 DC-MHS para quitarlo del sistema

2. Levante el émbolo y deslice la bandeja del mddulo BOSS-N1 DC-MHS para quitarla del sistema.

®| NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

N

llustracion 189. Extraccion de la bandeja del médulo BOSS-N1 DC-MHS para quitarla del sistema
3. Desconecte el conector del cable de BOSS de los conectores en la placa de HPM.

4. Empuje los ganchos hacia afuera y deslice el médulo BOSS-N1DC-MHS para quitarla de la bandeja.

®| NOTA: Para facilitar la desinstalacion, voltee todo el médulo boca abajo para acceder a ambos ganchos laterales.
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llustracion 190. Extraccion de un médulo BOSS-N1 DC-MHS para quitarlo de la bandeja

5. Sino va areemplazar el médulo BOSS-N1DC-MHS, instale un soporte de relleno.

llustracion 191. Instalacion de un soporte de médulo de relleno para BOSS-N1 DC-MHS

Siguientes pasos
Reemplace el médulo BOSS-N1DC-MHS frontal.

Instalacion del médulo BOSS-N1 DC-MHS frontal

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
3. Quite la cubierta del sistema.
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4. Quite la cubierta del backplane de la unidad.
B. Desconecte los cables de la placa de HPM y observe el enrutamiento de cables.

@l NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables para obtener mas informacion.

A PRECAUCION: No instale GPU, tarjetas de red u otros dispositivos de PCle en el sistema que no hayan sido validados
y probados por Dell. El dafio causado por la instalacion de hardware no autorizada e invalidada anulara la garantia del
sistema.

Pasos

1. Siprocede, extraiga el soporte de relleno.

llustracion 192. Extraccion de un soporte de médulo de relleno de BOSS-N1 DC-MHS

2. Alinee y deslice el médulo BOSS-N1 DC-MHS en la bandeja hasta que encaje con firmeza.

@l NOTA: Asegurese de que la bandeja metélica esté en posicion de desbloqueo antes de deslizar el mdédulo BOSS en la bandeja.
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llustracion 193. Instalacién de un médulo BOSS-N1 DC-MHS en la bandeja

3. Vuelva a conectar el conector del cable del médulo BOSS en la placa de HPM por un lado y vuelva a conectar el otro cable del otro
lado al conector del cable del médulo BOSS. Incline el soporte para cables a fin de fijar el cable del médulo BOSS-N1DC-MHS en el

sistema.

\

llustracion 194. Reconexion de los conectores de cables

4. Alinee y deslice la bandeja del médulo BOSS-N1 DC-MHS en el sistema hasta que el émbolo alcance el punto de tope.
B. Tire del émbolo hacia arriba y deslicelo para fijarlo en el orificio de la tarjeta elevadora.
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llustracion 195. Instalacion de la bandeja de un médulo BOSS-N1 DC-MHS en el sistema

Siguientes pasos

1.

oA NN

Cologue y conecte los cables; tenga cuidado de no dafarlos.

@l NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables para obtener méas informacion.

Instale el mddulo de SSD NVMe M.2.

Instale la cubierta del backplane para unidades.

Instale la cubierta del sistema.

Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Extraccion del médulo BOSS-N1 DC-MHS posterior

Requisitos previos

[P NS RIES

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

Quite la cubierta del sistema

Quite la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o quite la tarjeta elevadora para tarjeta de expansion posterior de relleno
Quite el médulo de SSD NVMe M.2.

Pasos

1.

2.
3.

Abra el pestillo azul para desenganchar el médulo BOSS-N1 DC-MHS.

Empuje el mddulo BOSS-N1 DC-MHS hacia el extremo posterior del sistema para desconectarlo del conector en la placa de HPM.
Deslice el médulo BOSS-N1 DC-MHS para quitarlo de la ranura del sistema.
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llustracion 196. Extraccion de BOSS-N1 DC-MHS posterior

4. Sino va areemplazar el médulo BOSS-N1DC-MHS, instale un soporte de relleno.

llustracion 197. Instalacion del soporte de relleno

Siguientes pasos
1. Reemplazo del médulo BOSS-N1DC-MHS posterior.
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Instalacion del médulo de la BOSS-N1 DC-MHS posterior

Requisitos previos

E N

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
Quite la cubierta del sistema

Quite la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o quite las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion posteriores de
relleno

Quite el mddulo de SSD NVMe M.2.

Pasos

1.

oA N

Si procede, extraiga el soporte de relleno.

@ NOTA: Guarde el soporte de relleno para su uso futuro. Es necesario instalar soportes de relleno en las ranuras de las tarjetas de
expansion vacias a fin de cumplir con la certificacion del sistema de la Comision Federal de Comunicaciones (FCC). Los soportes
de relleno también evitan que entre polvo y suciedad en el sistema y contribuyen a mantener un enfriamiento y una circulacion de
aire adecuadas dentro del sistema.

llustracion 198. Extraccion del soporte de relleno

Abra el pestillo azul en la placa de HPM.

Deslice el médulo BOSS-N1DC-MHS en la ranura del sistema.

Empuje hasta que el médulo BOSS-N1 DC-MHS se conecte al conector en la placa de HPM.
Cierre el pestillo azul para bloguear el médulo BOSS-N1 DC-MHS al sistema.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracion 199. Instalacion del médulo BOSS-N1 DC-MHS

Siguientes pasos

1. Instale el mddulo de SSD NVMe M.2.

2. Instale la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o instale las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion posteriores
de relleno

3. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Tarjeta OCP NIC opcional

Extraccion de la tarjeta NIC de OCP frontal
Requisitos previos
Pasos

1. Con un destornillador Phillips n.2 2, afloje el tornillo cautivo de la bandeja para tarjeta NIC de OCP.
2. Tirey deslice la bandeja para tarjeta NIC de OCP para quitarla de la canastilla de NIC de OCP.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracion 200. Extraccion de la bandeja para tarjeta NIC de OCP para quitarla de la canastilla de NIC de OCP

3. Empuje los ganchos hacia afuera y, luego, tire y deslice la tarjeta NIC de OCP para quitarla de la bandeja.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

llustraciéon 201. Extraccion de una tarjeta NIC de OCP fuera de la bandeja

4 @l NOTA: Instale un panel de OCP de relleno si no se va a colocar la tarjeta de OCP.

Alinee el panel de relleno de OCP en la ranura de OCP y deslicelo hasta que quede firmemente asentado.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracion 202. Instalacién del panel de relleno de OCP frontal

Siguientes pasos

Reemplace la tarjeta NIC de OCP frontal.

Instalacion de la tarjeta NIC de OCP frontal

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

A PRECAUCION: No instale GPU, tarjetas de red u otros dispositivos de PCle en el sistema que no hayan sido validados
y probados por Dell. El dafio causado por la instalacion de hardware no autorizada e invalidada anulara la garantia del
sistema.

Pasos
1. Alinee y deslice la tarjeta NIC de OCP en la bandeja de la tarjeta NIC de OCP.

178 Desmontaje y reensamblaje



llustracion 203. Instalacién de la tarjeta NIC de OCP en la bandeja para tarjeta NIC de OCP

2. @l NOTA: Quite el panel de relleno de NIC de OCP, si corresponde

Retire la NIC de OCP de relleno fuera del sistema.

llustracion 204. Extraccion de la NIC de OCP de relleno

3. Alinee y deslice la bandeja para tarjeta NIC de OCP para colocarla en la canastilla de NIC de OCP.
4. Mediante un destornillador Phillips n.2 2, ajuste el tornillo cautivo para asegurar la bandeja para tarjeta NIC de OCP en la canastilla.
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llustracion 205. Instalacion de la bandeja para NIC de OCP en la canastilla de NIC de OCP

Siguientes pasos

1. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Extraccion de la canastilla de NIC de OCP frontal

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
Quite la cubierta del sistema.

Quite la cubierta para flujo de aire.

Quite la cubierta del backplane de la unidad.

Extraiga la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion, si se instalo.

Extraccion de la tarjeta NIC de OCP frontal.

Desconecte el enrutamiento de cables del soporte de pared lateral izquierda y el soporte del cable central de sus respectivos
conectores en la placa de HPM.

O ND OIS NS

@l NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables para obtener mas informacion.

Pasos

1. Con un destornillador Phillips n.© 2, afloje el tornillo mariposa en la canastilla de NIC de OCP.
2. Tirey deslice la canastilla de NIC de OCP hacia afuera desde la parte frontal del sistema.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracion 206. Extraccion de una canastilla de NIC de OCP de la parte frontal del sistema

3. Sino va areemplazar la canastilla de NIC de OCP, instale una bandeja de relleno en el sistema y asegurela ajustando el tornillo cautivo
con un destornillador Phillips n.© 2.

llustracion 207. Instalacion de un soporte de relleno de tarjeta NIC de OCP

Siguientes pasos

Reemplace la canastilla de NIC de OCP frontal.

Instalacion de la canastilla de NIC de OCP frontal

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
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Quite la cubierta del sistema.

Quite la cubierta para flujo de aire.

Quite la cubierta del backplane de la unidad.

Extraiga la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion, si se instalo.
Extraccion de la tarjeta NIC de OCP frontal.

Desconecte el enrutamiento de cables del soporte de pared lateral izquierda y el soporte del cable central de sus respectivos
conectores en la placa de HPM.

N O AN

®| NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables para obtener mas informacion.

A PRECAUCION: No instale GPU, tarjetas de red u otros dispositivos de PCle en el sistema que no hayan sido validados
y probados por Dell. El dafio causado por la instalacion de hardware no autorizada e invalidada anulara la garantia del
sistema.

Pasos

1. Siest4instalado, quite el soporte de relleno de la parte frontal del sistema. Para ello, afloje el tornillo cautivo con un destornillador
Phillips n.2 2 y tire del soporte de relleno de NIC de OCP hacia afuera.

llustraciéon 208. Extraccion de un soporte de relleno de tarjeta NIC de OCP
2. Empuije y deslice la canastilla de NIC de OCP hacia la parte frontal del sistema.

3. Con un destornillador Phillips n.2 2, ajuste el tornillo mariposa en la canastilla de NIC de OCP.

®| NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracion 209. Instalacion de una canastilla de NIC de OCP en la parte frontal del sistema

Siguientes pasos

Reemplace la tarjeta NIC de OCP frontal.

Extraccion de la tarjeta NIC de OCP posterior

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
Quite la cubierta del sistema.

Si esté instalada, quite la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o quite las tarjetas elevadoras para tarjetas de
expansion posteriores de relleno

Ao e

Pasos

1. Abra el pestillo azul para desenganchar la tarjeta de OCP NIC.
2. Empuije la tarjeta OCP NIC hacia el extremo posterior del sistema para desconectarla del conector en la placa de HPM.
3. Deslice la tarjeta OCP NIC para quitarla de la ranura del sistema.
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llustracion 210. Extraccion de la tarjeta NIC de OCP posterior

4. @ NOTA: Sino va a reemplazar la tarjeta de NIC de OCP, instale un soporte de relleno

Alinee y deslice el soporte de relleno de OCP en la ranura hasta que quede firmemente asentado.

@ NOTA: Es necesario instalar un soporte de relleno en una ranura de tarjeta de expansion vacia a fin de cumplir con los requisitos
de la certificacion del sistema de la Comisién Federal de Comunicaciones (FCC). Los soportes de relleno también evitan que entre
polvo y suciedad en el sistema y contribuyen a mantener un enfriamiento y una circulacion de aire adecuadas dentro del sistema.

llustracion 211. Instalacion del soporte de relleno
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Siguientes pasos

1. Reemplace la tarjeta NIC de OCP posterior.

Instalacion de la tarjeta NIC de OCP posterior

Requisitos previos
1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Quite la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o quite las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion posteriores de
relleno

A PRECAUCION: No instale GPU, tarjetas de red u otros dispositivos de PCle en el sistema que no hayan sido validados
y probados por Dell. El dafio causado por la instalacion de hardware no autorizada e invalidada anulara la garantia del
sistema.

Pasos
1. Siprocede, extraiga el soporte de relleno.

@ NOTA: Guarde el soporte de relleno para su uso futuro. Es necesario instalar soportes de relleno en las ranuras de las tarjetas de
expansion vacias a fin de cumplir con la certificacion del sistema de la Comision Federal de Comunicaciones (FCC). Los soportes
de relleno también evitan que entre polvo y suciedad en el sistema y contribuyen a mantener un enfriamiento y una circulacion de
aire adecuadas dentro del sistema.

V)
\
~

llustracién 212. Extraccion del soporte de relleno

Abra el pestillo azul en la placa de HPM.
Deslice la tarjeta OCP NIC en la ranura del sistema.
Empuije hasta que la tarjeta OCP NIC esté conectada al conector en la placa de HPM.

oA N

Cierre el pestillo azul para bloguear la tarjeta de OCP NIC al sistema.

®| NOTA: Los numeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracion 213. Instalacién de la tarjeta NIC de OCP posterior

Siguientes pasos

1. Cologue y conecte los cables; tenga cuidado de no dafiarlos.

@l NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables para obtener mas informacion.

2. Instale la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o instale las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion posteriores
de relleno

3. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Maédulo de control seguro del centro de datos (DC-
SCM)

Esta es una pieza que solo puede reemplazar el técnico de servicio.

Extraccion de la placa DC-SCM

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Quite la cubierta del sistema.

4. Siestd instalada, quite la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o quite las tarjetas elevadoras para tarjetas de
expansion posteriores de relleno
@ NOTA: Si el médulo KVM opcional esta instalado, tome nota del enrutamiento de cables, consulte la figura 61 en Enrutamiento de

cables.
Pasos

1. Abra el pestillo azul para desenganchar la placa DC-SCM.
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2. Empuije la placa DC-SCM hacia el extremo posterior del sistema para desconectarla del conector en la placa de HPM.
3. Deslice la placa DC-SCM para quitarla de la ranura del sistema.

llustracion 214. Extraccién de la placa DC-SCM

Siguientes pasos
®| NOTA: Si se instala una nueva placa DC-SCM, la placa del atico se debe quitar de la placa DC-SCM existente e instalarse en la nueva.

1. Vuelva a colocar la placa DC-SCM.

Instalacion de la placa DC-SCM

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
Quite la cubierta del sistema.

Si est4 instalada, quite la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o quite las tarjetas elevadoras para tarjetas de
expansion posteriores de relleno

®

Ao

NOTA: Si se instala una nueva placa DC-SCM, la placa del atico se debe quitar de la placa DC-SCM existente e instalarse en la
nueva.

@ NOTA: Si el médulo KVM opcional est4 instalado, tome nota del enrutamiento de cables, consulte la figura 61 en Enrutamiento de
cables.

A PRECAUCION: No instale GPU, tarjetas de red u otros dispositivos de PCle en el sistema que no hayan sido validados
y probados por Dell. El dafio causado por la instalacion de hardware no autorizada e invalidada anulara la garantia del
sistema.

Pasos

1. Abra el pestillo azul en la placa de HPM.
2. Deslice la placa DC-SCM en la ranura del sistema.
3. Empuje hasta que la placa DC-SCM se conecte al conector en la placa de HPM.
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4. Cierre el pestillo azul para bloguear la placa DC-SCM al sistema.

®| NOTA: Los numeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

llustracién 215. Instalacién de la placa DC-SCM

Siguientes pasos

1. Sise extrajo, instale la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o instale las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion
posteriores de relleno
2. Encienda el sistema.
3. Asegurese de que llevar a cabo los siguientes pasos:
a. Utilice la caracteristica Easy Restore para restaurar el BIOS y la etiqueta de servicio. Consulte la seccion Restauracion del sistema
mediante la caracteristica Restauracion facil.
b. Sila etiqueta de servicio no se guarda en el dispositivo flash de respaldo, introduzca la etiqueta de servicio del sistema
manualmente. Consulte la seccion Actualizar la etiqueta de servicio manualmente mediante la configuracion del sistema.

C. Instale las actualizaciones de versiones del BIOS e iDRAC, los diagnésticos, el paquete de controladores del SO y el recopilador del
SO.

d. Vuelva a activar el mddulo de plataforma segura (TPM). Consulte la seccién Inicializacion de TPM.
4. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Restauracion del sistema mediante Easy Restore

La caracteristica Easy Restore restaura la etiqueta de servicio del servidor y los datos de configuracion del BIOS después de reemplazar
el médulo de control seguro del centro de datos (DC-SCM). Los datos de configuracion del sistema se mantienen automaticamente en un
dispositivo flash de respaldo dentro del sistema. Si el BIOS detecta un nuevo DC-SCM durante el arranque del servidor, el sistema solicita
al usuario que restaure los datos de configuracion del sistema de respaldo.

Sobre esta tarea

Para obtener més informacién acerca de la caracteristica Easy Restore, consulte la Guia del usuario de configuracion de Open BMC,
disponible en Soporte para Open Server Manager | Documentacion | Dell India.

Cuando DC-SCM se inicia por primera vez, se presenta una pantalla con los ajustes que se pueden restaurar y, a continuacion, se muestra
una lista de opciones/pasos disponibles:
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Pasos

1. Para restaurar los datos, presione Y
2. Para omitir la restauracion en este arranque, presione N
3. Ingrese a la configuracion del BIOS para restaurar manualmente la etiqueta de servicio; presione F2

Mew < 1 board detected. The previous system content is detected and

can stored :

» to enter ip T inualiy store dervice T.|!J

D&AL Technologies

llustracion 216. Restauracion facil

Actualice la etiqueta de servicio manualmente

Después de reemplazar una placa de HPM, si Easy Restore falla, siga este proceso para introducir la etiqueta de servicio manualmente
mediante Configuracion del sistema.

Sobre esta tarea

Si conoce la etiqueta de servicio del sistema, utilice el meniSystem Setup (Configuracion del sistema) para introducir la etiqueta de
servicio.

Pasos

1. Encienda el sistema.

2. Paraentrar a System Setup (Configuracion del sistema), presione F2.
3. Haga clic en Configuracion de etiqueta de servicio.

4. Introduzca la etiqueta de servicio.

@ NOTA: Puede introducir la etiqueta de servicio solo cuando el campo Service Tag (Etiqueta de servicio) esté vacio. Asegurese
de introducir la etiqueta de servicio correcta. Una vez que se haya ingresado la etiqueta de servicio, no se puede actualizar ni
modificar. La etiqueta de servicio ingresada de forma incorrecta haré que sea necesario el reemplazo de la placa de HPM.
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5. Haga clic en Aceptar.

Placa de atico

Esta es una pieza que solo puede reemplazar el técnico de servicio.

Extraccion de la placa secundaria

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
Quite la cubierta del sistema.

Si esté instalada, quite la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o quite las tarjetas elevadoras para tarjetas de
expansion posteriores de relleno

5. Quite la placa DC-SCM.

DoorN =

@l NOTA: Si el médulo KVM opcional est4 instalado, anote el enrutamiento de cables (consulte la Figura 61) Enrutamiento de cables.

Pasos

1. Con un destornillador Phillips n.2 1, afloje los tornillos cautivos que fijan la placa secundaria a la placa DC-SCM.
2. Incline y levante la placa secundaria de las clavijas guia de DC-SCM.

llustracién 217. Extraccion de la placa secundaria

Siguientes pasos

1. Reinstalacion de la placa secundaria.

Instalacion de la placa secundaria

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
8. Quite la cubierta del sistema.
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4. Siestainstalada, quite la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o quite las tarjetas elevadoras para tarjetas de
expansion posteriores de relleno

5. Quite la placa DC-SCM.

NOTA: Si el mdédulo KVM opcional esté instalado, anote el enrutamiento de cables (consulte la figura 61) en Enrutamiento de
cables.

A PRECAUCION: No instale GPU, tarjetas de red u otros dispositivos de PCle en el sistema que no hayan sido validados
y probados por Dell. El dafio causado por la instalaciéon de hardware no autorizada e invalidada anulara la garantia del
sistema.

Pasos

1. Alinee la placa secundaria en forma de angulo con las clavijas guia de la placa DC-SCM.
2. Empuije hasta que la placa secundaria se conecte al conector en la placa DC-SCM.
3. Con un destornillador Phillips n.2 1, ajuste los tornillos cautivos.

@l NOTA: Los numeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

.05 gl

é/%

llustracién 218. Instalacion de la placa de atico

Siguientes pasos

1. Instale la placa DC-SCM.

2. Sise extrajo, instale la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o instale las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion
posteriores de relleno

3. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

USB interno

Esta es una pieza que solo puede reemplazar el técnico de servicio.

Extraccion de la tarjeta USB interna

Requisitos previos

A PRECAUCION: Para evitar que se produzcan interferencias con otros componentes del servidor, las dimensiones
maximas permitidas para la llave de memoria USB son 15,9 mm de ancho x 57,15 mm de largo x 7,9 mm de alto.
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1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
3. Quite la cubierta del sistema.

Pasos

Levante la tarjeta USB interna para desconectarla del conector de la placa de HPM.

llustracion 219. Extraccion de la tarjeta USB interna

Siguientes pasos

1. Reemplace la tarjeta USB interna.

Instalacion de la tarjeta USB interna

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
8. Quite la cubierta del sistema.

Pasos
Alinee la tarjeta USB interna con el puerto USB en la placa de HPM y presione firmemente hasta que quede correctamente asentada.

NOTA: Para obtener informacion sobre la ubicaciéon exacta del USB en la placa de HPM, consulte la seccion Puentes y conectores de
la placa de HPM.
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llustracion 220. Instalacion de la tarjeta USB interna

Siguientes pasos

1. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

2. Aliniciar el sistema, presione F2 para entrar en Configuracion del sistema y compruebe que el sistema detecte la llave de memoria
USB.

Bateria del sistema

Esta es una pieza que solo puede reemplazar el técnico de servicio.

Reemplazo de la bateria del sistema

Requisitos previos

A AVISO: Existe riesgo de explosion en caso de que la pila nueva no se coloque correctamente. Reemplace la bateria
Gnicamente por una del mismo tipo o de un tipo equivalente recomendada por el fabricante. No utilice pilas usadas, tal
y como se explica en las instrucciones del fabricante. Consulte las instrucciones de seguridad proporcionadas con el
sistema para obtener mas informacion.

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
Quite la cubierta del sistema.

Quite la cubierta para flujo de aire.

Ao

Pasos

1. Mantenga presionado el pestillo de retencion del conector de la bateria para que salga la bateria.

®| NOTA: Si la baterfa no sale, levantela para extraerla del conector.
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llustracion 221. Extraccioén de la bateria del sistema

2. Parainstalar una nueva bateria del sistema, sujete la bateria con el lado positivo hacia arriba formando un angulo y deslicela por debajo
del pestillo del conector del soporte de la bateria.

3. Presione la pila dentro del conector hasta que encaje en su lugar.

llustracion 222. Instalacion de la bateria del sistema

Siguientes pasos

Instale la cubierta para flujo de aire.

Instale la cubierta del sistema.

Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.
Confirme que la bateria funcione correctamente mediante los siguientes pasos:

a. Durante el arranque, presione F2 para entrar a la configuracion del sistema.

Ao e
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Introduzca la hora y la fecha correctas en los campos Fecha y Hora de Configuracion del sistema.

Mediante Salir, cierre la configuracion del sistema.

Para probar la baterfa recién instalada, compruebe la hora y la fecha al menos una hora después de que se instalo.
Entre a la configuracion del sistema v, si la fecha y hora alin son incorrectas, consulte la seccién Obtencion de ayuda.

®Poo0p

Interruptor de intrusion

Esta es una pieza que solo puede reemplazar el técnico de servicio.

Extraccion del modulo del switch de intrusion

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
Quite la cubierta del sistema.

Si esta instalada, quite la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o quite las tarjetas elevadoras para tarjetas de
expansion posteriores de relleno

Ao

@ NOTA: Asegurese de observar la colocacion del cable a medida que lo quita de la placa de HPM. Consulte la figura 62 a continuacion
Enrutamiento de cables para obtener mas informacion.

Pasos

1. Con un destornillador Phillips n.2 1, afloje los tornillos en el mddulo del switch de intrusion.
2. Desconecte el cable del switch de intrusion y el cable de la llave.

@ NOTA: Desconecte el cable de la llave del switch de intrusion y manténgalo seguro para usarlo cuando reemplace con el nuevo
switch de intrusion.

3. Desconecte el cable de llave en el conector de la ranura J de la placa de HPM.

@ NOTA: El cable del switch de intrusion se conecta al cable de llave y este, a su vez, se conecta a la placa de HPM.

4. Levante el mddulo del switch de intrusion junto con el cable de llave para quitarlos del sistema.

@ NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracion 223. Extraccion del médulo del switch de intrusion

Siguientes pasos

1. Cologue el médulo del switch de intrusion.

Instalacion del moédulo de switch de intrusion

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
Quite la cubierta del sistema.

Si esté instalada, quite la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o quite las tarjetas elevadoras para tarjetas de
expansion posteriores de relleno

Ao e

@ NOTA: Coloque el cable correctamente a fin de evitar que quede pinzado o doblado. Consulte la figura 62 a continuacién
Enrutamiento de cables para obtener mas informacion.

Pasos

Alinee y coloque el mddulo del switch de intrusion en el sistema.
Con un destornillador Phillips n.2 1, ajuste los tornillos para asegurar el médulo del switch de intrusion al chasis del sistema.
Conecte el cable de llave y el cable del switch de intrusion.

N N

Vuelva a conectar el cable de la llave al conector de la ranura J en la placa HPM.

@l NOTA: El cable del switch de intrusion se conecta al cable de llave y este, a su vez, se conecta a la placa de HPM.
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llustracion 224. Instalacion del médulo de switch de intrusion

Siguientes pasos

1. Instale la cubierta del sistema,

2. Sise extrajo, instale la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion posterior o instale las tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion
posteriores de relleno

3. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Fuente de alimentacion

Extraccion de una fuente de alimentacion

Requisitos previos

A

PRECAUCION: El sistema requiere una fuente de alimentacién (PSU) para funcionar normalmente. En sistemas de
alimentacion redundante, quite y reemplace solo una PSU cada vez en un sistema que esté encendido.

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Desconecte el cable de alimentacion de la toma de corriente y de la PSU que desea quitar.

Quite el cable de la correa en el asa de la PSU.

Desenganche y levante o quite el accesorio de manejo de cables opcional si interfiere en la extraccion de la PSU.

®

Ao e

NOTA: Para obtener informacion sobre la administracién de cables cuando la PSU se quita o se instala mientras el sistema esté en
un rack, consulte la documentacion del brazo de administracion de cables del sistema en Manuales de PowerEdge.

Pasos

Presione el pestillo de liberacion y sostenga el asa de la PSU para deslizar la PSU fuera de la bahia.
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llustracion 225. Extraccion de una fuente de alimentacién

Siguientes pasos

1. Reemplace la PSU o instale la PSU de relleno.

Instalacion de una unidad de suministro de energia

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Enelcaso de los sistemas que soportan PSU redundantes, asegurese de que ambas PSU sean del mismo tipo y tengan la misma
potencia de salida méxima.

@l NOTA: La potencia de salida méxima (en vatios) se indica en la etiqueta de la PSU.

3. Sies necesario, extraiga la PSU de relleno.

Pasos

Deslice la PSU en la bahia de PSU hasta que el pestillo de liberacion encaje en su lugar.

llustracion 226. Instalacion de una unidad de suministro de energia
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Siguientes pasos

1. Sidesengancho o quitd el accesorio de manejo de cables, vuelva a instalarlo o engancharlo. Para obtener informacion sobre el manejo
de cables cuando la PSU se quita o se instala mientras el sistema esté en el rack, consulte la documentacion del accesorio de manejo
de cables del sistema en Manuales de PowerEdge.

2. Conecte el cable de alimentacion de la PSU y enchufe el cable en un tomacorriente.

A PRECAUCION: Cuando conecte el cable de alimentacién de la PSU, asegurelo en la fuente de alimentacion con la
correa.

@ NOTA: Cuando vaya a realizar una instalacion, reemplazo o adicion en caliente de una nueva PSU, espere 15 segundos hasta
que el sistema reconozca la PSU y determine su estado. La redundancia de la PSU puede no ocurrir hasta que se complete
el descubrimiento. El indicador de estado de la PSU se iluminara en color verde para indicar que la PSU estéa funcionando

correctamente.

Extraccion de una fuente de alimentacion de relleno

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Pasos

Tire de la pieza de relleno para quitarla del sistema.

A PRECAUCION: Para garantizar un enfriamiento adecuado del sistema, la PSU de relleno debe estar instalada en la
segunda bahia de PSU en una configuracién no redundante. Extraiga la PSU Gnicamente si esta instalando una segunda

unidad de fuente de alimentacion.

llustracion 227. Extraccion de una fuente de alimentacién de relleno

Siguientes pasos

1. Vuelva a colocar la PSU de relleno o instale la PSU.

Instalacion de una fuente de alimentacion de relleno

Requisitos previos
1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

@l NOTA: Instale el panel de relleno de la fuente de alimentacion (PSU) Unicamente en la segunda bahia de la PSU.

2. Sies necesario, retire la PSU o retire la fuente de alimentacion de relleno.
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Pasos
Alinee la PSU de relleno con la bahia de la PSU y empUjela hacia dentro hasta que encaje en su lugar.

@l NOTA: Asegurese de que la marca “Top” en la PSU de relleno se encuentre en la parte superior.

llustracion 228. Instalacion de una fuente de alimentacion de relleno

Médulo DB9+RJA45

Esta es una pieza que solo puede reemplazar el técnico de servicio.

Extraccion del médulo DB9+RJ45

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
Quite la cubierta del sistema.

Quite la cubierta para flujo de aire.

Quite la cubierta del backplane

SF NSRS

Pasos

1. Desconecte el cable del puerto del DB9+ RJ45 de la placa de HPM.
2. Mediante un destornillador Phillips n.© 2, quite los tornillos del médulo de DB9+RJ45. Extraiga el médulo del sistema.
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llustracion 229. Desconexion del médulo DB9+RJ45

Siguientes pasos
1. Reemplace el mddulo DB9+RJ45.

Instalacion del médulo DB9+RJ45

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
Quite la cubierta del sistema.

Quite la cubierta para flujo de aire.

Quite la cubierta del backplane

S F NSTECIES

Pasos

1. Alinee el orificio en el médulo con el orificio para tornillo del sistema.
2. Pase el cable DB9+RJ45 por el soporte lateral. Vuelva a conectar el cable DB9+RJ45 en la placa de HPM.
3. Mediante un destornillador Phillips n.2 2, fije el médulo de DB9+RJ45 al sistema con los tornillos.
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llustracién 230. Instalacién del puerto de DB9+RJ45

Siguientes pasos

1. Cologue y conecte los cables; tenga cuidado de no dafarlos.

®| NOTA: Consulte la seccion Enrutamiento de cables para obtener méas informacion.

Instale la cubierta del backplane

Instale la cubierta para flujo de aire.

Instale la cubierta del sistema.

Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

oA NN

Modulo de plataforma segura

El TPM esté soldado a DC-SCM.
Si el mdédulo de plataforma segura (TPM) se identifica como la causa raiz del problema, es necesario un reemplazo completo de DC-SCM.

Para obtener mas informacion sobre el TPM, consulte Resumen del médulo de plataforma segura (TPM).

Inicializacion de TPM 2.0 para usuarios

Pasos

1. Inicialice el TPM.

a. Mientras se inicia el sistema, presione F2 para ejecutar el programa configuracion del sistema.

b. En la pantalla Menu principal de la configuracion del sistema, haga clic en BIOS del sistema > Configuracién de seguridad
del sistema.

c. Enlaopcion Seguridad del TPM, seleccione Encendida.

d. Guarde la configuracion.

e. Reinicie el sistema.

2. Elcampo TPM Status (Estado de TPM) cambiar4 a Enabled, Activated (Habilitado y activado).
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Placa de HPM

Esta es una pieza que solo puede reemplazar el técnico de servicio.

®| NOTA: La tarjeta madre se conoce como la placa del médulo de procesador host (HPM).

Extraccion de la placa HPM

Requisitos previos

A PRECAUCION: Si utiliza el médulo de plataforma segura (TPM) con una clave de cifrado, se le solicitara que cree
una clave de recuperacion durante la configuracion del sistema o del programa. Asegurese de crear esta clave de
recuperacion y guardarla en un lugar seguro. Si reemplaza esta placa de HPM, debera proporcionar la clave de
recuperacion cuando reinicie el sistema o programa antes de poder acceder a los datos cifrados en sus unidades.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
3. Extraiga los siguientes componentes:
a. Cubierta para flujo de aire
Ventiladores
Modulos de memoria
Tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion posteriores o tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion posteriores de relleno
Procesador y moddulo del disipador de calor
OCP posterior, si se instald
BOSS-N1 DC-MHS posterior, si se instald
DC-SCM
Llave de memoria USB interna, si se instalé
Unidades de fuente de alimentacion (PSU)
Desconecte todos los cables de la placa de HPM y tome nota de todas las conexiones de cables.

T T SQ@hoa0D

A| PRECAUCION: Procure no dafiar el botén de identificacién del sistema cuando quite la placa de HPM del sistema.

PRECAUCION: No levante el conjunto de placa base sujetandola por un médulo de memoria, un procesador u otro
componente.

A

Pasos

1. Mediante el émbolo y el soporte de la placa de HPM, deslice la placa de HPM hacia la parte frontal del sistema.
2. Sujete firmemente el émbolo y el soporte para levantar cuidadosamente la placa de HPM y extraerla del chasis.
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llustracioén 231. Extraccion de la placa HPM

Siguientes pasos

1. Instale la placa de HPM.

Instalacion de la placa HPM

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
3. Sireemplaza la placa de HPM, quite todos los componentes enumerados en la seccién de extraccién de la placa de HPM.

Pasos
1. Desempaque el nuevo ensamblaje de la placa de HPM.

A

PRECAUCION: No levante el conjunto de placa base sujetandola por un médulo de memoria, un procesador u otro
componente.

A| PRECAUCION: Procure no dafiar el botén de identificacion del sistema al colocar la placa de HPM en el chasis.

2. Sujete el émbolo y el soporte de la placa de HPM, alinee y baje la placa de HPM hacia el sistema.
3. Deslice la placa de HPM hacia la parte posterior del chasis hasta que los conectores queden firmemente asentados en las ranuras.
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llustracioén 232. Instalacion de la placa HPM

Siguientes pasos

1. Vuelva a colocar los siguientes componentes:

Llave de memoria USB interna, si se extrajo
Tarjeta OCP posterior, si se extrajo

BOSS-N1 DC-MHS posterior, si se extrajo
DC-SCM

Procesador y médulo del disipador de calor
Modulos de memoria

Tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion posteriores o tarjetas elevadoras para tarjetas de expansion posteriores de relleno
Ventiladores de enfriamiento

Unidades de fuente de alimentacion (PSU)
Cubierta para flujo de aire

2. Vuelva a conectar todos los cables a la placa de HPM.

e - NN N )

@ NOTA: Compruebe que los cables internos del sistema estan tendidos por la pared del chasis y asegurados con el soporte para
sujecion de cables.

3. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Panel de control

Esta es una pieza que solo puede reemplazar el técnico de servicio.

Extraccion del panel de control derecho (RCP) principal
Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
3. Quite la cubierta del backplane de unidad.
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Pasos

Desconecte el cable del panel de control derecho de los conectores en la tarjeta madre de la placa de HPM.
Con un destornillador Phillips n.2 1, quite los dos tornillos que aseguran el panel de control derecho/principal al sistema.
Extraiga la cubierta de cables del sistema.

N N

Sujete el panel de control derecho/principal y deslicelo hacia afuera para quitarlo del sistema.

®| NOTA: Observe el enrutamiento del ensamblaje del cable a medida que quita el panel de control derecho del sistema.

®| NOTA: Los numeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

llustracién 233. Extraccion del panel de control derecho

Siguientes pasos

1. Reemplace el panel de control derecho/principal.

Instalacion del panel de control derecho (RCP) principal

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
3. Quite la cubierta del backplane de unidad.

Pasos

1. Alinee y deslice el panel de control derecho/principal en la ranura del sistema.
2. Pase el cable del panel de control derecho/principal a través de la pared lateral del sistema.

®| NOTA: Cologue el cable correctamente para evitar que quede pinzado o doblado.

3. Conecte el cable del panel de control derecho/principal a los conectores en la placa de HPM.
4. Con un destornillador Phillips n.© 1, afloje los tornillos que fijan el panel de control derecho vy la cubierta de cables al sistema.

®| NOTA: Los numeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

206 Desmontaje y reensamblaje



llustracién 234. Instalacion del panel de control derecho

Siguientes pasos

1.

Instale la cubierta del backplane para unidades.

2. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Extraccion del panel de control izquierdo (LCP): KVM secundario/
Quick Sync

Requisitos previos

1.

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.

3. Quite la cubierta del backplane de unidad.

Pasos

1. Desconecte el cable del panel de control del conector en la placa de HPM/4tico.

2. Con un destornillador Phillips n.© 1, quite los tornillos que fijan el panel de control izquierdo/secundario de KVM o Quick Sync y la
cubierta de cables al sistema.

3. Extraiga la cubierta de cables del sistema.

4. Sujetando el cable, deslice el panel de control izquierdo de KVM/Quick Sync para quitarlo del sistema.

@l NOTA: Observe el enrutamiento del cable a medida que quita el panel de control izquierdo de KVM del sistema.

@l NOTA: Los niUmeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracion 235. Extraccion del panel de control izquierdo de KVM

5. Desconecte el cable del panel de control del conector en la placa de HPM.

llustracion 236. Extraccion del panel de control izquierdo de Quick Sync

Siguientes pasos

1. Reemplace el panel de control izquierdo de KVM/Quick Sync.

Instalacion del panel de control izquierdo (LCP): KVM secundario/
Quick Sync

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
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3. Quite la cubierta del backplane de unidad.

Pasos
1. Alinee y deslice el panel de control izquierdo de KVM/Quick Sync en la ranura del sistema.

2. Pase el cable del panel de control izquierdo de KVM/Quick Sync a través de la pared lateral del sistema.

@l NOTA: Coloque el cable correctamente para evitar que quede pinzado o doblado.

3. Alinee y deslice la cubierta de cables del panel de control izquierdo de KVM/Quick Sync en la ranura del sistema.

4. Conecte el cable del panel de control izquierdo de KVM/Quick Sync al conector de la placa HPM/atico.

5. Con un destornillador Phillips n.© 1, ajuste los tornillos para fijar el panel de control izquierdo de KVM/Quick Sync vy la cubierta de cables
al sistema.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

llustracion 237. Instalacion del panel de control izquierdo de KVM

6. Conecte el cable del panel de control desde el conector en la placa HPM.

Desmontaje y reensamblaje 209



llustracion 238. Instalacién del panel de control izquierdo de Quick Sync

Siguientes pasos

1. Instale la cubierta del backplane para unidades.
2. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.
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Kits de actualizacion

En la tabla, se enumeran los kits disponibles después del punto de venta [APOS].

Tabla 90. Kits de actualizacion

Kits Enlaces relacionados con las instrucciones de servicio
Memoria Consulte Instalacion de un médulo de memoria
SSD Consulte Instalacion de una unidad
Procesador Consulte Instalacion de un procesador
Fuentes de alimentacion Consulte Instalacion de una fuente de alimentacion
Cables Consulte el Enrutamiento de cables
Temas:

*  Componentes del kit de actualizacion del procesador
*  Kit del mddulo de BOSS-N1DC-MHS

*  Kit de unidad intermedia M.2

*  Kit del mddulo de PERC

Componentes del kit de actualizacion del procesador

El sistema solo soporta un procesador.

Antes de comenzar el proceso de instalacion o extraccion, siga las instrucciones en Reglas de seguridad y Antes de trabajar en el interior
del sistema.

Tabla 91. Matriz de componentes del kit de actualizacion del procesador

Configuracion del CPU Cubierta para flujo de | el disipador de calor VENTILADOR
sistema aire

Hasta 8 unidades EDSFF |1 1 x cubierta para flujo 1 disipador de calor 4 ventiladores VHP para
E3.S de aire remota para remoto para TDP de CPU | CPU >250 W

disipador de calor remoto | >250 W

1 x cubierta para 1 disipador de calor 4 ventiladores STD para
flujo de aire extendida extendido para TDP de TDP de CPU<= 250 W
para disipador de calor CPU<=250 W

extendido
Unidades SATA/NVMe 1 1 x cubierta para flujo 1 disipador de calor 4 ventiladores VHP para
de 8 x 2,5 pulgadas de aire remota para remoto para TDP de CPU | CPU >250 W
disipador de calor remoto | >250 W
1 x cubierta para 1 disipador de calor 4 ventiladores STD para
flujo de aire extendida extendido para TDP de TDP de CPU<= 250 W
para disipador de calor CPU<=250W
extendido
Unidades SATA de 10 1 1 x cubierta para flujo 1 disipador de calor 4 ventiladores VHP para
x 2,5 pulgadas con 4 de aire remota para remoto para TDP de CPU | CPU >225 W
ranuras universales disipador de calor remoto | >225 W
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Tabla 91. Matriz de componentes del kit de actualizacién del procesador (continuacién)

Configuracion del
sistema

CPU

Cubierta para flujo de
aire

el disipador de calor

VENTILADOR

1x cubierta para

flujo de aire extendida
para disipador de calor
extendido

1 disipador de calor
extendido para TDP de
CPU<= 225 W

4 ventiladores STD para
TDP de CPU<= 225 W

4 unidades SATA de 3,5
pulgadas con 2 EDSFF
E3. Unidades posteriores
S

—

1 x cubierta para flujo
de aire remota para
disipador de calor remoto

1 disipador de calor
remoto para TDP de CPU
>225 W

4 ventiladores VHP para
CPU >225 W

1 x cubierta para

flujo de aire extendida
para disipador de calor
extendido

1 disipador de calor
extendido para TDP de
CPU<= 225 W

4 ventiladores STD para
TDP de CPU<= 225 W

Hasta 16 unidades EDSFF |1 1 x cubierta para flujo 1 disipador de calor 4 ventiladores VHP para
E3.S de aire remota para remoto para TDP de CPU | CPU >225 W
disipador de calor remoto | >225 W

1 x cubierta para

flujo de aire extendida
para disipador de calor
extendido

1 disipador de calor
extendido para TDP de
CPU<= 225 W

4 ventiladores STD para
TDP de CPU<= 225 W

Hasta 8 unidades EDSFF
E3.S

N

1 x cubierta para flujo
de aire remota para
disipador de calor remoto

1 disipador de calor
remoto para TDP de CPU
>225 W

4 ventiladores VHP para
CPU >225 W

1x cubierta para

flujo de aire extendida
para disipador de calor
extendido

1 disipador de calor
extendido para TDP de
CPU<= 225 W

4 ventiladores STD para
TDP de CPU<= 225 W

Para conocer los procedimientos de instalacion del disipador de calor y el procesador, consulte la seccion Procesador vy disipador de calor.

@ NOTA: El procedimiento de instalaciéon para los disipadores de calor remotos y extendidos es el mismo. El disipador de calor remoto
tiene cinco tornillos cautivos, mientras que el disipador de calor extendido tiene solo cuatro.

Pautas de actualizacion del procesador

Procedimiento para borrar NVRM y cambiar entreel procesador Intel® Xeon® E-Core y el
procesador Intel® Xeon® P-core

1. Antes de reemplazar el procesador, asegurese de que el sistema se haya actualizado a la version mas reciente del BIOS, iDRAC y
FPGA. Consulte Especificaciones del procesador para obtener mas detalles.

2. Apague el sistema vy siga los pasos que se indican a continuacion para borrar la NVRAM.

a.
b.
C.

212

Desconecte los cables de alimentacion de todas las fuentes de alimentacion.
Quite la cubierta del sistema, las cubiertas para flujo de aire y todos las tarjetas elevadoras posteriores (si corresponde).

Reemplace el procesador Intel® Xeon® E-Core por el procesador Intel® Xeon® P-Core. Para la instalacién del procesador, consulte
Procesador y disipador de calor.

Mueva el switch de DIP 1 al estado de 'ENCENDIDO' (‘ON'), como se muestra a continuacion. Para conocer la ubicacion del switch
de DIP en la placa de HPM, consulte Puentes y conectores de la placa HPM.
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A DIP Switch Settings

OFF: (defsult ON:
NVRAM_CLR - Bm:“w:.ﬁ“ “‘-Jg BIOS settings cleareq
} o ot system boot. = at system boot,
..,'f.q.i
¢ = OFF: (detault) i ON;
BIOS password BIOS password
PWRILDIS “E-g is enabled. ""-:lg is disabled.

llustracion 239. Imagen donde se muestra el estado 'ENCENDIDO"

e. Vuelva a colocar la cubierta del sistema, las cubiertas para flujo de aire y todos las tarjetas elevadoras posteriores (si corresponde).

—h

Conecte los cables de alimentacion a las fuentes de alimentacion y encienda el sistema.

g. Cuando el sistema muestre el mensaje UEFI0033 en la pantalla POST del BIOS, como se muestra a continuacion, apague el
sistema y desconecte los cables de alimentacion de todas las fuentes de alimentacion.

llustracion 240. Pantalla POST del BIOS

h. Quite la cubierta del sistema, las cubiertas para flujo de aire y todos las tarjetas elevadoras posteriores (si corresponde).

i. Mueva el switch de DIP 1 al estado de 'APAGADO' ('OFF'), como se muestra a continuacién. Para conocer la ubicaciéon del switch
de DIP en la placa de HPM, consulte Puentes y conectores de la placa HPM.

EA 0IP Switch Settings

.:$=9

PWRD_DIS

L]

..[-g

OFF: (defmut)
05 settrgn retsned
#t wystem boot

o

#t wystem boot

umg

OFF:. (defmut)
BIOS pasyword
ot enabled

llustracion 241. Imagen donde se muestra el estado 'APAGADO'

w@En?

OM
B80S password

j. Vuelva a colocar la cubierta del sistema, las cubiertas para flujo de aire y todos las tarjetas elevadoras posteriores (si corresponde).
k. Conecte los cables de alimentacién a todas las fuentes de alimentacion, encienda el sistema y arranquelo con normalidad.

®| NOTA: El proceso es el mismo cuando se reemplaza un procesador Intel® Xeon® P-Core por un procesador Intel® Xeon® E-Core.

Kit del médulo de BOSS-N1 DC-MHS

El médulo de BOSS-N1 DC-MHS admite hasta dos SSD NVMe M.2. En el PowerEdge R470, los mddulos de BOSS-N1 DC-MHS son

compatibles en la parte frontal y posterior.

Antes de comenzar el proceso de instalacion o extraccion, siga las instrucciones en Reglas de seguridad y Antes de trabajar en el interior

del sistema.

Tabla 92. Componentes del kit del médulo de BOSS-N1 DC-MHS: Frontal

Componentes del kit

R470 (cantidad)

Maédulo de la tarjeta controladora BOSS-N1 DC-MHS

1

Portaunidades de tarjeta BOSS-N1DC-MHS 2
Bandeja frontal de BOSS-N1 DC-MHS 1
SSD NVMe M.2 2
Etiqueta de capacidad de SSD NVMe M.2 2

Portaunidades de tarjeta BOSS-N1 DC-MHS de relleno
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Tabla 92. Componentes del kit del médulo de BOSS-N1 DC-MHS: Frontal (continuacién)

Componentes del kit R470 (cantidad)

Cable de PCle de BOSS-N1 DC-MHS con soporte 1

Tabla 93. Componentes del kit del médulo de BOSS-N1 DC-MHS: Posterior

Componentes del kit R470 (cantidad)
Maodulo de la tarjeta controladora BOSS-N1 DC-MHS 1
Portaunidades de tarjeta BOSS-N1DC-MHS 2
SSD NVMe M.2 2
Etiqueta de capacidad de SSD NVMe M.2 2
Portaunidades de tarjeta BOSS-N1 DC-MHS de relleno 1

Para obtener los procedimientos de instalacion de los mddulos de BOSS-N1 DC-MHS, consulte la seccion Modulo BOSS-N1 DC-MHS
opcional.

@ NOTA: Consulte la seccién Enrutamiento de cables, para obtener méas informacién sobre cémo conectar los cables de BOSS a los
conectores de la placa de HPM.

Kit de unidad intermedia M.2

El mdédulo de la placa intercaladora M.2 admite hasta dos SSD NVMe M.2. En PowerEdge R470, se admiten mddulos de placa
intercaladora M.2 en la parte frontal y posterior.

Antes de comenzar el proceso de instalacion o extraccion, siga las instrucciones en Reglas de seguridad y Antes de trabajar en el interior
del sistema.

Tabla 94. Componentes del kit del médulo de la placa intercaladora M.2: frontal

Componentes del kit R470 (cantidad)
Maédulo de la tarjeta controladora de la placa intercaladora M.2 1

Bandeja frontal de la unidad intermedia M.2 1

SSD NVMe M.2 102

Etiqueta de capacidad de SSD NVMe M.2 102

Cable PCle de la placa intercaladora M.2 con soporte 1

Tabla 95. Componentes del kit del médulo de la placa intercaladora M.2: posterior

Componentes del kit R470 (cantidad)
Maodulo de la tarjeta controladora de la placa intercaladora M.2 1

SSD NVMe M.2 102

Etiqueta de capacidad de SSD NVMe M.2 102

Para conocer el procedimiento de instalacion de los médulos de BOSS-N1 DC-MHS, consulte la seccidn Placa mediadora de M.2 opcional.

NOTA: Consulte la seccién Enrutamiento de cables para obtener mas informacion sobre como conectar los cables a los conectores
de la placa HPM.

Kit del médulo de PERC

Antes de comenzar el proceso de instalacion o extraccion, siga las instrucciones en Reglas de seguridad y Antes de trabajar en el interior
del sistema.
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Tabla 96. Componentes del kit del médulo de PERC: frontal

Componentes del kit

R470 (cantidad)

Bandeja

1

H965i frontal

1

Cubierta 1
Tornillo de 3 x 8,5 mm 4
Cable PCIE 1
Cable PERC 2
Cable de alimentacion 2

Tabla 97. Conexiones de cables del kit de actualizacién de PERC

Configuracion del | Configuracién de | Actualizar desde: |[Actualizar a: Desconectar y Reemplazar la
plano posterior la tarjeta elevadora extraer la tarjeta tarjeta o los
o los cables del cables (marcado
conector (marcado | de cables):
de cables):
8 NVMe de RCO PCle integrado Parte frontal de e (CabledePCle1 |e Agregar latarjeta
2,5 pulgadas HO65i (HPM_SL1/SL2 HI65i
- BP_DST_PA1/ | @ Cable de PCle 1
BP_DST (HPM_SL1/SL2
e (Cable de PCle 2 -
(HPM_SL3/SL4 CTRL_DST_PA1
- /
BP_DST_PA2/ CTRL_DST_PB1
BP_DST_PB2) )
e (Cable de PERC1
(CTRL_SRC_SA
1_PA1 -
BP_DST_PA1/
BP_DST_PB1)
e Cable de PERC 2
(CTRL_SRC_PB
1 -
BP_DST_PA2/
BP_DST_PB2)
e (Cablede
alimentacion de
PERC
(CTRL_PWR -
BP_PWR_CTRL
)
8 NVMe de RC 6 PCle integrado Parte frontal de e CabledePCle1 [|e Agregar la tarjeta
2,5 pulgadas HO65i (HPM_SL1/SL2 HI65i
- BP_DST_PA1/ | @« Cable de PCle 1
BP_DST (HPM_SL1/SL2
e Cable de PCle 2 -
(HPM_SL3/SL4 CTRL_DST_PA1
- /
BP_DST_PA2/ CTRL_DST_PB1
BP_DST_PB2) )
e (Cable de PERC1
(CTRL_SRC_SA
1_PA1 -
BP_DST_PA1/
BP_DST_PB1)
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Tabla 97. Conexiones de cables del kit de actualizacion de PERC (continuacion)

Configuracion del
plano posterior

Configuracion de
la tarjeta elevadora

Actualizar desde:

Actualizar a:

Desconectar y
extraer la tarjeta

o los cables del
conector (marcado
de cables):

Reemplazar la
tarjeta o los
cables (marcado
de cables):

e Cable de PERC 2
(CTRL_SRC_PB
’| —
BP_DST_PA2/
BP_DST_PB2)

e Cable de
alimentacion de
PERC
(CTRL_PWR —
BP_PWR_CTRL
)

8 NVMe de
2,5 pulgadas

RCO

PCle integrado

Parte frontal de
H365i

e Cable de PCle 1
(HPM_SL1/SL2
— BP_DST_PA1/
BP_DST

e Cable de PCle 2
(HPM_SL3/5L4

BP_DST_PA2/
BP_DST_PB2)

e Agregar la tarjeta
H365i

e Cable PCle 1
(HPM_SL1
CTRL_DST_PA1
)

e Cable de PERC 1
(CTRL_SRC_SA
1_PA1 -
BP_DST_PA1/
BP_DST_PB1)

e Cable de PERC 2
(CTRL_SRC_PB
1-
BP_DST_PA2/
BP_DST_PB2)

e Cable de
alimentacion de
PERC
(CTRL_PWR —
BP_PWR_CTRL
)

8 NVMe de
2,5 pulgadas

RCO

PCle integrado

Parte frontal de
H365i

e Cable de PCle 1
(HPM_SL1/SL2
- BP_DST_PA1/
BP_DST

e Cable de PCle 2
(HPM_SL3/SL4

BP_DST_PA2/
BP_DST_PB2)

e Agregar la tarjeta
H365i

e Cable PCle 1
(HPM_SL1
CTRL_DST_PA1
)

e Cable de PERC 1
(CTRL_SRC_SA
1_PAT -
BP_DST_PA1/
BP_DST_PB1)

e Cable de PERC 2
(CTRL_SRC_PB
1-
BP_DST_PA2/
BP_DST_PB2)

e Cable de
alimentacion de
PERC
(CTRL_PWR -
BP_PWR_CTRL
)
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Tabla 97. Conexiones de cables del kit de actualizacion de PERC (continuacion)

Configuracion del
plano posterior

Configuracion de
la tarjeta elevadora

Actualizar desde:

Actualizar a:

Desconectar y
extraer la tarjeta

o los cables del
conector (marcado
de cables):

Reemplazar la
tarjeta o los
cables (marcado
de cables):

8 NVMe de
2,5 pulgadas

RC0,RC6,RC8

Parte frontal de
H365i

Parte frontal de
HO65i

e Cable PCle 1
(HPM_SL1
CTRL_DST_PA1
)

e Agregar la tarjeta
HO65i

e Cable de PCle1
(HPM_SL1/SL2

CTRL_DST_PA1
/
CTRL_DST_PB1
)

e Cable de PERC 1
(CTRL_SRC_SA
1_PA1 -
BP_DST_PA1/
BP_DST_PB1)

e Cable de PERC 2
(CTRL_SRC_PB
’] —
BP_DST_PA2/
BP_DST_PB2)

e Cable de
alimentacion de
PERC
(CTRL_PWR -
BP_PWR_CTRL
)

SATA de 8 de
2,5 pulgadas

RC6,RC8

Parte frontal de
H365i

Parte frontal de
HOB5i

e Cable PCle 1
(HPM_SL1
CTRL_DST_PA1
)

e Agregar la tarjeta
HO65i

e Cable de PCle1
(HPM_SL1/SL2

CTRL_DST_PA1
/
CTRL_DST_PB1
)

e Cable de PERC 2
(CTRL_SRC_PB
1-
BP_DST_PA2/
BP_DST_PB2)

e Cable PERC
(BP_DST_SA1-
BP_DST_SA1/
BP_DST_SB1

e Cable de
alimentacion de
PERC
(CTRL_PWR -
BP_PWR_CTRL
)

SATA de 10 x
2,5 pulgadas con 4
puertos universales

RC 6

Parte frontal de
H365i

Parte frontal de
H965i

e (Cable PCle 1
(HPM_SL1
CTRL_DST_PA1

)

e Agregar la tarjeta
HI6b5i

e Cable de PCle1
(HPM_SL1/SL2

CTRL_DST_PA1
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Tabla 97. Conexiones de cables del kit de actualizacion de PERC (continuacion)

Configuracion del
plano posterior

Configuracion de
la tarjeta elevadora

Actualizar desde:

Actualizar a:

Desconectar y
extraer la tarjeta

o los cables del
conector (marcado
de cables):

Reemplazar la
tarjeta o los
cables (marcado
de cables):

/
CTRL_DST_PB1
)

e Cable de PERC 2
(CTRL_SRC_PB
1—
BP_DST_PA2/
BP_DST_PB2)

e Cable PERC
(BP_DST_SA1-
BP_DST_SA1/
BP_DST_SB1

e Cable de
alimentaciéon de
PERC
(CTRL_PWR -
BP_PWR_CTRL
)

SATA de 10 x
2,5 pulgadas con 4
puertos universales

RC7
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Parte frontal de
H365i

Parte frontal de
HO65i

e Cable PCle 1
(HPM_SL1
CTRL_DST_PA1
)

e Agregar la tarjeta
HO65i

e Cable de PCle1
(HPM_SL1/SL2

CTRL_DST_PA1
/
CTRL_DST_PB1
)

e PCle cable
(HPM_SL1 -
CTRL_DST_PA1
)

e Cable PERC
(CTRL_SRC_SA
1_PAla
BP_DST_SA1)

e Cable de PERC 2
(CTRL_SRC_PB
’| —
BP_DST_PA2/
BP_DST_PB2)

o PCle cable
(HPM_SLS3 -
BP_DST_PB2)

e PERC cable
(CTRL_SRC_SB
1_PB1-
BP_DST_SB1)

e Cable PCle (de
HPM_SL4 a
BP_DST_PA3)

e Cable de
alimentacion de
PERC
(CTRL_PWR -




Tabla 97. Conexiones de cables del kit de actualizacion de PERC (continuacion)

Configuracion del
plano posterior

Configuracion de
la tarjeta elevadora

Actualizar desde:

Actualizar a:

Desconectar y
extraer la tarjeta

o los cables del
conector (marcado
de cables):

Reemplazar la
tarjeta o los
cables (marcado
de cables):

BP_PWR_CTRL
)

Para obtener los procedimientos de instalacion de los médulos de PERC, consulte la seccion Tarjetas PERC.

@ NOTA: Consulte la seccién Enrutamiento de cables, para obtener més informacion sobre como conectar los cables de PERC a los

conectores de la placa de HPM. )
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Cadigos indicadores y diagnoéstico del sistema

Los indicadores de diagnéstico situados en el panel frontal del sistema muestran el estado del sistema durante el inicio del sistema.

Temas:

*  Indicadores de LED de alimentacion

e (Cadigos indicadores de ID y estado del sistema
e Cdbdigos del indicador LED de iDRAC Direct

»  Cddigos indicadores de Quick Sync 2 de iDRAC
e (Codigos indicadores de la NIC

*  Cdbdigos indicadores de fuente de alimentacion
*  (Cadigos de los indicadores de la unidad

e Uso de los diagndsticos del sistema

Indicadores de LED de alimentacion

@l NOTA: Los indicadores se iluminan con luz ambar fuerte si ocurre algin error.

llustracion 242. Indicadores de LED de alimentacion

Tabla 98. LED del botén de encendido

Caédigo del indicador LED del botén de encendido Condicién

Apagado El sistema no esté funcionando o esté inactivo en el modo
de alimentacion en espera, independientemente de la fuente de
alimentacion disponible.

Encendido El sistema esta funcionando y una o mas de las fuentes de
alimentacion que no estan en espera estan activas.
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Tabla 98. LED del boton de encendido (continuacién)

Cadigo del indicador LED del botén de encendido Condicién
Parpadeo lento El sistema esté realizando el encendido en secuencia y aln esta
arrancando.

Cadigos indicadores de ID y estado del sistema

El indicador de ID y estado del sistema estéa ubicado en el panel de control izquierdo del sistema.

llustracion 243. Indicador de estado e ID del sistema

Tabla 99. Cadigos indicadores de ID y estado del sistema

Cédigo indicador de ID y estado del sistema Condicién

Azul fijo Indica que el sistema esté encendido y en buen estado, y el modo
de ID del sistema no esta activo. Presione el botdn de ID y estado
del sistema para cambiar al modo de ID del sistema.

Azul parpadeante Indica que el modo de ID del sistema esta activo. Presione el boton
de ID y estado del sistema para cambiar al modo de estado del
sistema.

Amarillo fijo Indica que el sistema se encuentra en modo a prueba de fallas. Si el
problema persiste, consulte la seccidon Obtencion de ayuda.

Luz amarilla parpadeante Indica que el sistema tiene una falla. Verifique el registro de eventos
del sistema para consultar mensajes de error especificos. Guia de
EEMI

Cadigos del indicador LED de iDRAC Direct

Elindicador LED de iDRAC Direct se enciende para indicar que el puerto estd conectado y se usa como parte del subsistema de iDRAC.

Se puede configurar la iDRAC Direct mediante un cable de USB a MicroUSB (tipo AB), que puede conectarse a la laptop o tableta. La
longitud del cable no debe superar los 0,91 metros (3 pies). El rendimiento podria verse afectado por la calidad de los cables. En la siguiente
tabla, se describe la actividad de la iDRAC Direct cuando el puerto de la iDRAC Direct esta activo:

Tabla 100. Cédigos del indicador LED de iDRAC Direct

Cédigo del indicador LED Condicion
de iDRAC Direct

Luz verde fija durante dos  Indica que la laptop o tableta esta conectada.
segundos
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Tabla 100. Cédigos del indicador LED de iDRAC Direct (continuacion)

Cadigo del indicador LED Condicién
de iDRAC Direct

Luz verde parpadeante Indica que se reconoce la laptop o la tableta conectada.
(encendida durante dos

segundos y apagada

durante dos segundos)

Indicador LED apagado Indica que la laptop o tableta esta desconectada.

Cadigos indicadores de Quick Sync 2 de iDRAC

El médulo de iDRAC Quick Sync 2 (opcional) se encuentra en el panel de control izquierdo panel de 10 frontal del sistema.

|

Tabla 101. Indicadores y descripciones de Quick Sync 2 de iDRAC

Cadigos del indicador de Quick Condicion Accion correctiva

Sync 2 de iDRAC

Deshabilitado (estado Indica que la funciéon iDRAC Quick Sync 2 Si el LED no se enciende, vuelva a colocar el cable

predeterminado) esté apagada. Presione el botdn Quick Sync  flexible del panel de control izquierdo y verifique. Si el
2 de iDRAC para encender la caracteristica  problema persiste, consulte la seccién Obtencion de
Quick Sync 2 de iDRAC. ayuda.

Blanco fijo Indica que Quick Sync 2 de iDRAC esta lista  Si el LED no se apaga, reinicie el sistema. Si el
para comunicarse. Presione el botén Quick  problema persiste, consulte la seccidon Obtencion de
Sync 2 de iDRAC para apagarlo. ayuda.

Parpadea en blanco rapidamente Indica actividad de transferencia de datos.  Si el indicador sigue parpadeando indefinidamente,
consulte la seccion Obtencion de ayuda.

Parpadea en blanco lentamente Indica que la actualizacion de firmware estd ~ Si el indicador sigue parpadeando indefinidamente,
en progreso. consulte la seccion Obtencion de ayuda.

Blanco parpadeando cinco veces Indica que la funcién Quick Sync 2 de Compruebe si la funcion Quick Sync 2 de iDRAC

rapidamente y apagandose iDRAC esta desactivada. se configurd para ser desactivada por iDRAC. Si

el problema persiste, consulte la seccién Obtencion
de ayuda. Manuales de PowerEdge o la Guia del
usuario de Dell OpenManage Server Administrator en
Manuales de OpenManage.

Amarillo fijo Indica que el sistema se encuentra en modo Reinicie el sistema. Si el problema persiste, consulte la
a prueba de fallas. seccion Obtencion de ayuda.

Luz amarilla parpadeante Indica que el hardware Quick Sync Reinicie el sistema. Si el problema persiste, consulte la
2 de iDRAC no esté respondiendo seccion Obtencion de ayuda.
adecuadamente.

Cadigos indicadores de la NIC

Cada NIC en la parte posterior del sistema tiene indicadores que proporcionan informacion sobre la actividad y el estado del vinculo. El
indicador LED de actividad indica si los datos fluyen por la NIC y el indicador LED de vinculo indica la velocidad de la red conectada.
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llustracion 244. Cédigos indicadores de la NIC

1. Indicador LED del vinculo
2. Indicador LED de actividad

Tabla 102. Cédigos indicadores de la NIC

Codigos indicadores de la NIC Estado

Los indicadores de actividad y de vinculo estan apagados. | Indica que la NIC no esté conectada a la red.

actividad es de color verde parpadeante. puerto y los datos se envian o reciben.

El indicador del vinculo es de color verde y el indicador de | Indica que la NIC esta conectada a una red valida a la maxima velocidad de

actividad es de color verde parpadeante. menor a la méxima y los datos se envian o reciben.

El indicador del vinculo es de color &mbar y el indicador de | Indica que la NIC esta conectada a una red valida a una velocidad de puerto

esta apagado. puerto y no se envian ni reciben datos.

El indicador del vinculo es verde y el indicador de actividad | Indica que la NIC estéd conectada a una red valida a la maxima velocidad de

actividad esta apagado. menor a la maxima y no se envian ni reciben datos.

El indicador del vinculo es de color ambar y el indicador de | Indica que la NIC esta conectada a una red valida a una velocidad de puerto

El indicador de vinculo es de color verde parpadeante y el Indica que la identidad de la NIC esté habilitada a través de la utilidad de
de actividad esta apagado. configuracion de la NIC.

Cadigos indicadores de fuente de alimentacion

Las unidades de fuente de alimentacion (PSU) de CA y CC tienen un asa translUcida iluminada que sirve como indicador. El indicador
muestra si la alimentacion esta presente o ha fallado.

llustracion 245. Indicador de estado de la unidad de fuente de alimentacion de CA

1. Asadela PSU de CA
2. Conector
3. Pestillo de liberacion

Tabla 103. Cédigos indicadores de estado de la PSU de CAy CC

Caodigos del indicador de alimentacién Estado

Verde Indica que hay una fuente de alimentacion valida conectada a la
PSU y que la PSU esta en funcionamiento.

Luz amarilla parpadeante Indica un problema con la PSU.
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Tabla 103. Cédigos indicadores de estado de la PSU de CA y CC (continuacion)

Cadigos del indicador de alimentacion

Estado

No encendido

Indica que la alimentacion no esta conectada a la PSU.

Luz verde parpadeante

Indica que se esta actualizando el firmware de la PSU.

/\| PRECAUCION: No desconecte el cable de alimentacién
ni la unidad de fuente de alimentacion cuando actualice
el firmware. Si se interrumpe la actualizacion del
firmware, las PSU no funcionaran.

Parpadea en verde y se apaga.

Cuando conecta una PSU en caliente, parpadea en color verde
cinco veces a una tasa de 4 Hz y se apaga. Esto indica que existe
una condicion de discordancia de la PSU debido a la eficiencia, el
conjunto de caracteristicas, el estado o el voltaje compatible.

A PRECAUCION: Si hay dos PSU instaladas, ambas deben
tener el mismo tipo de etiqueta, por ejemplo, etiqueta de
rendimiento de potencia extendida (EPP). No se pueden
combinar PSU de generaciones anteriores de servidores
PowerEdge, incluso si tienen la misma tasa de potencia.
Esto da lugar a una condicion de discordancia en la PSU
o a una falla al encender el sistema.

A PRECAUCION: Si se utilizan dos PSU, deben ser del
mismo tipo y deben tener la misma alimentacion de
salida maxima.

A PRECAUCION: Cuando corrija una condicién de
discordancia en la PSU, reemplace la PSU con indicador
parpadeante. Intercambiar la PSU para crear un par
coincidente puede dar lugar a un estado de error y a

un apagado inesperado del sistema. Para cambiar de
una configuracién de alto rendimiento a una de bajo
rendimiento o viceversa, debera apagar el sistema.

A\ PRECAUCION: Las PSU de CA son compatibles con
voltajes de entrada de 240 V y 120 V, excepto las

PSU Titanium, que solo son compatibles con 240 V.
Cuando dos PSU idénticas reciben diferentes voltajes
de entrada, pueden provocar tensiones diferentes y
producir un error de compatibilidad.

Caodigos de los indicadores de la unidad

Los LED del portaunidades indican el estado de cada dispositivo. El portaunidades SAS/SATA tiene dos LED: un LED de actividad (verde)
y un LED de estado (bicolor, verde/ambar). El LED de actividad parpadea cuando se accede a la unidad. Los LED de la unidad EDSFF E3.S
son dos: un LED de actividad (verde) y un LED de localizacién/falla (azul/amarillo). EI LED de actividad parpadea cuando se accede a la

unidad
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llustracion 246. Indicadores de unidades SAS/SATA

1. Indicador LED de actividad de la unidad
2. indicador LED de estado de la unidad
3. Etiqueta de capacidad de la unidad

®| NOTA: Si la unidad esté en el modo de interfaz de controladora de host avanzada (AHCI), el indicador LED de estado no se enciende.

indicadores de estado de la unidad.

Tabla 104. Cédigos de los indicadores de la unidad

NOTA: Storage Spaces Direct administra el comportamiento del indicador de estado de la unidad. No se pueden utilizar todos los

Cadigo del indicador de estado de la unidad

Condicion

Parpadea en verde dos veces por segundo

Indica que la unidad se esté identificando o se esta preparando para la
extraccion.

Sin alimentacion

Indica que la unidad est4 lista para la extraccion.

@ NOTA: El indicador de estado de la unidad permanece apagado
hasta que se inicializan todas las unidades después de encender el
sistema. Las unidades no estan listas para su extraccion durante
este tiempo.

Parpadea en color verde, luego en amarillo y después se apaga

Indica que hay una falla inesperada en la unidad.

Parpadea en color amarillo cuatro veces por segundo

Indica que la unidad fallé.

Parpadea en verde lentamente

Indica que la unidad esté en reconstruccion.

Verde fijo

Indica que la unidad esta en linea.

segundos

Parpadea en verde por tres segundos, luego en color amarillo
por tres segundos y después se apaga transcurridos seis

Indica que la reconstruccion se detuvo.

SSD

llustracién 247. Indicadores de unidades E3.S de EDSFF

1. Indicador LED de actividad de la unidad
2. indicador LED de estado de la unidad
3. Etiqueta de capacidad de la unidad

1 2 3

‘ S ‘ 7‘68TBB

Codigos de LED de unidad EDSFF E&.S

Los discos duros E3.S tienen un LED verde y un LED azul/amarillo.
e FEILED verde indica el estado de alimentacion de la unidad vy la actividad.
e FEILED azul/amarillo indica una falla de la unidad o su localizacion,

Comportamiento de los indicadores de EDSFF
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Tabla 105. Comportamiento de los indicadores de EDSFF

Nombre del patrén Descripcion Elemento azul Elemento amarillo
Localizacion Se esta identificando este Encendido (1s encendido, 1s DESACTIVADO
dispositivo. apagado)
Falla El dispositivo esta en una DESACTIVADO Encendido (2 s encendido, 1s
condiciéon de error. apagado)
N/D Este dispositivo no tiene fallas ni | DESACTIVADO DESACTIVADO
se puede localizar.

®| NOTA: El comportamiento de localizacion reemplaza el estado de falla.

LED verde
ElI LED verde es activado y controlador por el dispositivo. Las dos funciones de este LED se definen de la siguiente manera:

e Alimentacion: esta funcion indica que el dispositivo tiene alimentacion y no tiene problemas con su normativa de alimentacion. Cuando
el LED verde se enciende, este permanecera encendido o parpadeara a la frecuencia de actividad, a menos que el dispositivo determine
que la alimentacion ya no esté dentro de su rango de funcionamiento.

e Actividad: esta funcion indica si se esté utilizando el dispositivo.

Tabla 106. LED y estado del dispositivo segun la funcion del LED verde

Funcién/Estado del dispositivo Estado de LED
Encendido/El dispositivo estd encendido; no hay actividad. Encendido
Actividad/El dispositivo estd encendido; hay actividad de 1/0 Velocidad de parpadeo nominal de 4 Hz

iniciada por el host.

Apagado/El dispositivo no esta encendido. DESACTIVADO

Uso de los diagnosticos del sistema

Si experimenta algun problema con el sistema, ejecute los diagndsticos del sistema antes de ponerse en contacto con Dell para recibir
asistencia técnica. El objetivo de ejecutar los diagnosticos del sistema es realizar pruebas en el hardware sin necesidad de otros equipos ni
riesgo de pérdida de datos. Si no puede corregir el problema, el personal de servicio y soporte puede utilizar los resultados de diagndstico
para ayudarle a resolver el problema.

Diagnoésticos incorporados del sistema de Dell

NOTA: Los diagnésticos incorporados del sistema de Dell también se conocen como diagnésticos Enhanced Pre-boot System
Assessment (ePSA).

Los diagnésticos integrados del sistema ofrecen un conjunto de opciones para determinados dispositivos o grupos de dispositivos que
permiten lo siguiente:

e Ejecutar pruebas automaticamente o en modo interactivo

o Repetir las pruebas

e \/isualizar o guardar los resultados de las pruebas

e FEjecutar pruebas exhaustivas para introducir pruebas adicionales que ofrezcan mas informacion sobre los dispositivos que han
presentado errores

Ver mensajes de estado que indican si las pruebas se han completado correctamente

Ver mensajes de error que informan de los problemas que se han encontrado durante las pruebas
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Controles de diagnostico del sistema

Tabla 107. Controles de diagnéstico del sistema

Menu Descripcion

Configuracién Muestra la configuracion y la informacion de estado de todos los dispositivos
detectados.

Resultados Muestra los resultados de las pruebas ejecutadas.

Estado del sistema Proporciona una vision general del rendimiento del sistema.

Registro de eventos Muestra un registro de los resultados de las pruebas con marca de tiempo. Esto se
muestra si se registra al menos una descripcion del evento.
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Puentes y conectores

En este tema, se proporciona informacion basica y especifica sobre los puentes e interruptores. También describe los conectores en las
diversas placas del sistema. Los puentes en la placa de HPM ayudan a deshabilitar el sistema y restablecer las contraserias. Para instalar
los componentes y los cables correctamente, debe conocer los conectores en la placa de HPM.

Temas:

e Puentesy conectores de la placa HPM
e Ajustes de puentes de la placa de HPM
¢ Deshabilitacion de una contrasefia olvidada

Puentes y conectores de la placa HPM
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llustracién 248. Puentes y conectores de la placa HPM

Tabla 108. Puentes y conectores de la placa HPM

Elemento Conector
1 Conector del panel de control izquierdo
2 Conector de alimentacion 1/2 (PWR1/PWR2)
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Tabla 108. Puentes y conectores de la placa HPM (continuacién)

Elemento Conector

3 Conector de alimentacion 5/6 (PWR5/PWRG)

4 Conector de PSU 2

5 USB interno

6 Conector de tarjeta elevadora (SL11/SL12/PWR11/PWR12)
7 Conector de OCP de NIC 3.0

8 Conector de tarjeta elevadora (SL13/SL14/PWR13/PWR14)
9 Conector PCle 23 (SL23_CPUO)

10 Conector de BOSS

M Conector PCle 24 (SL24_CPUO)

1-2 Conector de tarjeta elevadora (SL15/SL16/PWR15/PWR16)
13 Conector de DC-SCM

1-4 Conector de tarjeta elevadora (PWR17/PWR18)

15 Conector del interruptor de intrusiéon

16 Conector de tarjeta elevadora (PWR19/PWR20)

17 Conector PSU 1

1-8 Conector de alimentacion 23/24 (PWR23/PWR24)
19 Switch del DIP

20 Bateria de tipo boton

21 Conector de alimentacion PIB

22 Conector de alimentacion 25/26 (PWR25/PWR26)
23 Conector del panel de control derecho

24 Ventilador 4

25 Conector de sefial PIB

26 Ventilador 3

27 Conector PCle 6 (SL6_CPUO)

28 Conector PCle 5 (SL5_CPUO0)

29 Ranuras de DIMM

30 Conector PCle 4 (SL4_CPUO0)

31 Conector PCle 3 (SL3_CPUO0)

32 Ventilador 2

33 CPUO

34 Ranuras de DIMM

35 Ventilador 1

36 Conector PCle 2 (SL2_CPUO0)

37 Conector PCle 1 (SL1_CPUO)
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Ajustes de puentes de la placa de HPM

Para obtener informacion sobre el restablecimiento del puente de contrasefia para desactivar una contrasefia, consulte la seccion
Deshabilitacion de una contrasenfa olvidada.

Tabla 109. Ajustes de puentes de la placa de HPM

Puente Configuracion Descripcion

NVRAM_CLR ON DESACTIVADO (valor predeterminado): se conserva la
! configuracion del BIOS en el arranque del sistema.
12

ACTIVADO: se borra la configuracion del BIOS en el arranque del

ON
i sistema.
12
PWRD_DIS oN DESACTIVADO (valor predeterminado): la contrasefia del BIOS
! esté habilitada.
12
oN ACTIVADO: la contrasefia del BIOS esta deshabilitada.

A PRECAUCION: Tenga cuidado al modificar la configuracién del BIOS. La interfaz del BIOS esta disefiada para usuarios
avanzados. Cualquier modificacion en la configuracién podria impedir que el sistema se inicie correctamente y podria
tener una pérdida de datos.

Deshabilitacion de una contrasena olvidada

Las caracteristicas de seguridad del software del sistema incluyen una contrasefia del sistema y una contrasefia de configuracion. El
puente de contrasefia habilita y deshabilita las caracteristicas de contrasefia y borra cualquier contrasefia actualmente en uso.

Requisitos previos

A PRECAUCION: Muchas de las reparaciones deben ser realizadas Gnicamente por un técnico de servicio autorizado. El
usuario debe llevar a cabo Gnicamente las tareas de solucién de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en
la documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y de asistencia en linea o telefonica. Los dafios
causados por reparaciones no autorizadas por Dell no estan cubiertos por la garantia. Lea y siga las instrucciones de
seguridad que se envian con el producto.

Pasos

1. Apague el sistema, incluidos los periféricos conectados, y desconéctelo de la toma de corriente.
Quite la cubierta del sistema.

Mueva el switch DIP (PWRD_DIS) en la placa de HPM de la posicion OFF a la posicién ON.
Reemplace la cubierta del sistema.

HooN

@ NOTA: Las contrasefias existentes no se deshabilitan (borran) hasta que el sistema se inicia con el switch DIP en la posicion ON. .

NOTA: Si asigna una nueva contrasefia del sistema o de configuracion con el switch DIP en la posicion ON, el sistema
deshabilitaréa las nuevas contrasefias la proxima vez que se inicie.

B. Vuelva a conectar el sistema y todos los periféricos conectados.
6. Apague el sistema.
7. Quite la cubierta del sistema.
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8. Mueva el switch DIP (PWRD_DIS) en la placa de HPM de la posicion ON a la posicion OFF.

9. Reemplace la cubierta del sistema.
10. Vuelva a conectar el sistema a la toma de corriente y enciéndalo, junto a los periféricos conectados.

11. Asigne una nueva contrasefia del sistema o de configuracion.
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Como obtener ayuda

Temas:

. Informacion de servicio de reciclaje o final del ciclo de vida

e Comunicarse con Dell Technologies

e Acceso a la informacion del sistema mediante MyDell

¢ Recepcioén de soporte automatizado con gateway de conexion segura (SCG)

Informacion de servicio de reciclaje o final del ciclo de
vida

Se ofrecen servicios de retiro y reciclaje para este producto en determinados paises. Si desea desechar los componentes del sistema, visite
Coémo reciclar y seleccione el pais pertinente.

Comunicarse con Dell Technologies

Dell proporciona soporte en linea, soporte movil y opciones de servicio en el sitio. Si no dispone de una conexion a Internet activa, puede
encontrar la informacién de contacto de Dell en la factura, en el albarén o en el catalogo de productos de Dell. La disponibilidad de los
servicios varfa segun el pais o la regiéon y el producto, y es posible que algunos servicios no estén disponibles en su area. Puede ponerse en
contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, el soporte técnico o el servicio al cliente.

Pasos

1. Vaya al soporte de Dell y siga las indicaciones.
2. Para obtener los detalles de contacto de Dell Global Technical Support, haga clic en Contact Technical Support.

Acceso a la informacion del sistema mediante MyDell

Puede utilizar la etiqueta de My Dell ubicada en la etiqueta de servicio rapido en la parte frontal del sistema PowerEdge para acceder a la
informacion sobre el sistema PowerEdge R470.

Requisitos previos
Asegurese de que el teléfono inteligente o la tableta tenga el escaner de cddigo QR instalado.

MyDell incluye la siguiente informacion sobre el sistema:

e \/ideos explicativos

e Materiales de referencia, incluido el Manual de instalacion y servicio, los y la descripcion general mecénica.

e | a etiqueta de servicio del sistema, para acceder rapidamente a la configuracion de hardware especifica y la informacion de la garantia.
e Un enlace directo a Dell para ponerse en contacto con el soporte técnico y los equipos de ventas.

Pasos

Vaya a la pagina especifica del producto o Manuales de PowerEdge escanee el cddigo QR especifico del modelo en su sistema con su
teléfono inteligente o tableta.
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Recepcion de soporte automatizado con gateway de
conexion segura (SCQG)

El gateway de conexion segura (SCG) de Dell es una oferta opcional de los servicios de Dell que automatiza el soporte técnico para los
dispositivos de redes, almacenamiento y servidores de Dell. Mediante la instalacion y la configuracién de la aplicacidon Gateway de conexion
segura (SCG) en su entorno de Tl, puede recibir los siguientes beneficios:

e Deteccion automatizada de problemas: el Gateway de conexion segura (SCG) monitorea los dispositivos de Dell y detecta
automaticamente los problemas de hardware, predictiva y proactivamente.

e (Creacion de casos automatizada: Cuando se detecta un problema, Secure Connect Gateway (SCG) abre autométicamente un caso de
soporte con el soporte técnico de Dell.

e Recopilacion automatica de diagnésticos: el Gateway de conexion segura (SCG) recopila automéaticamente la informacién de estado
del sistema de sus dispositivos y la carga de manera segura a Dell. El soporte técnico de Dell utiliza esta informacion para solucionar el
problema.

e Comunicacion proactiva: un agente de soporte técnico de Dell se comunica con usted para hablar sobre el caso de soporte y le ayuda a
resolver el problema.

Los beneficios disponibles varian en funcion de la licencia de los servicios de Dell adquirida para el dispositivo. Para obtener mas
informacion sobre el Gateway de conexion segura (SCG), vaya a secureconnectgateway.
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Recursos de documentacion

En esta seccion se proporciona informacion sobre los recursos de documentacion para el sistema.

Para ver el documento que aparece en la tabla de recursos de documentacion, realice lo siguiente:

e En el sitio de soporte de Dell:
1. Haga clic en el vinculo de documentacién que se proporciona en la columna Ubicacién de la tabla.
2. Haga clic en el producto necesario o la version del producto necesaria.

@l NOTA: Para localizar el nimero de modelo, consulte la parte frontal del sistema.

3. Enla pagina de soporte para productos, haga clic en Documentacion.
e Mediante los motores de busqueda:
o Escriba el nombre y la version del documento en el cuadro de busqueda.

Tabla 110. Recursos de documentacion adicional para el sistema

Tarea Documento Ubicacion

Configuracion del sistema Para obtener mas informacion sobre la instalacién | Manuales de PowerEdge
y fijacion del sistema en un rack, consulte la Guia
de instalacion del riel incluida con su soluciéon de
rieles.

Para obtener informacion sobre la configuracion
del sistema, consulte el documento Guia de
introduccion

enviado con el sistema.

Configuracion del sistema Manuales de PowerEdge

Para obtener mas informacién sobre las
caracteristicas de iDRAC, la configuracion y el
registro en iDRAC, y la administracion del sistema
de forma remota, consulte la Guia del usuario de
Integrated Dell Remote Access Controller.

Para obtener informacién a fin de entender los
subcomandos de Remote Access Controller Admin
(RACADM) vy las interfaces de RACADM
soportadas, consulte la Guia de la CLI de RACADM
para OSM.

Para obtener informacion sobre Redfish vy su
protocolo, los esquemas soportados v la creacion
de eventos de Redfish

implementados en iDRAC, consulte la Guia de AP
de Redfish.

Para obtener informacion sobre descripciones de
objetos y grupos de bases de datos de propiedad
de iDRAC, consulte

la Guia del registro de atributos.

Para obtener informacion sobre la instalacion del Manuales de sistemas operativos
sistema operativo, consulte la documentacion del
sistema operativo.

Para obtener informacion sobre la actualizacion Controladores
de controladores y firmware, consulte la secciéon
Métodos para descargar firmware y controladores
en este documento.
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Tabla 110. Recursos de documentacion adicional para el sistema (continuacion)

Tarea

Documento

Ubicacion

Coémo trabajar con
controladores RAID Dell
PowerEdge (si corresponde)

Para obtener informacién sobre las funciones de
las controladoras RAID Dell PowerEdge (PERC),
las controladoras RAID de software o la tarjeta
BOSS y la implementacion de las tarjetas,
consulte la documentacion de la controladora de
almacenamiento.

Manuales de la controladora de almacenamiento

Sucesos y mensajes de error

Guia de EEMI

Localizador de recursos rapido (QRL)

Soluciéon de problemas del
sistema

Para obtener informacion sobre como identificar
y solucionar problemas del servidor PowerEdge,
consulte Server Troubleshooting Guide (Guia de
solucion de problemas del servidor).

Manuales de PowerEdge

Recursos de documentacion
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https://www.dell.com/support/home/en-in/products/data_center_infra_int/data_center_infra_storage_adapters
https://dell.com/ErrorCodes
https://qrl.dell.com
https://www.dell.com/poweredgemanuals
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